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Wissen. Impulse. Kontakte. www.elektronikpraxis.de



70 Prozent mehr Kontakte, 50 Prozent weniger Arbeit Neuartige Steckverbinder bieten mehr Pole auf gleichem Raum und sind trotzdem kinderleicht und ohne Werkzeug anschließbar.



Relais für neue Messstellen



Antriebstechnik im Umbruch



Displays im Automobil



Relais für Smart Meter müssen seit September 2015 einem neuen Standard entsprechen. Seite 42



Die EU setzt Energieeffizienzklassen für Drehstrommotoren fest und verordnet sparsame Lösungen. Seite 60



Was Sie alles über Kontrast, Farbwiedergabe und Ablesbarkeit bei Sonnenlicht wissen sollten. Seite 82
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B19126 21. April 2016 € 12,00



EDITORIAL



Diskutieren Sie mit den besten PCB- und Baugruppen-Designern



L



eiterplatten- und Baugruppen-Designer bilden die Brücke zwischen der Elektronikentwicklung und -fertigung. Sie sind die Schnittstelle für alle am Entwicklungsprozess beteiligten Akteure. Bei ihnen fließen die Fäden der Schaltungsentwickler und Konstrukteure, der Technologen in der Leiterplattenfertigung, der Bestückungstechnik und der Lötprozesse sowie der Prüftechniker zusammen. Auf dem jährlich stattfindenden PCBDesigner-Tag referieren Praktiker für Praktiker, die sich des Stellenwertes spezifischen Wissens in der Welt der Elektronikfertigung bewusst sind. Mit interessanten Vortragsthemen, anschaulichen Ausführungen und engagierten Auftritten legen sie jedes Jahr die Grundlage zu vielen anregenden Gesprächen. Unter dem Motto „Grundlagen und Zukunftsweisendes für Elektronikdesigner“ vermittelt der diesjährige PCB-DesignerTag neben Grundlegendem auch Spezialwissen und zudem ganz neue Erkenntnisse. In sechs Fachvorträge geben ausgewiesener Spezialisten ihres Faches Einblicke und stehen für den direkten Informationsund Meinungsaustausch zur Verfügung: www.pcbdesigner-tag.de.



„Der FED e.V. und wir von ELEKTRONIKPRAXIS laden Sie ganz herzlich ein zum 7. PCB-Designer-Tag am 10. Mai in Würzburg.“



Johann Wiesböck, Chefredakteur [email protected]



Der FED e.V. und ELEKTRONIKPRAXIS laden Sie herzlich ein, Ihren persönlichen Wissensvorsprung weiter auszubauen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und diskutieren Sie mit den besten PCB- und Baugruppen-Designern am 10. Mai 2016 beim 7. PCB-Designer-Tag. Folgende Themen stehen auf dem Programm: PCB-Design-Award 2016, Qualität im Designprozess, optimierte Anschlussflächen, Herstellung von 3-D-MID-Prototypen, Signal-Integrität für High-SpeedDesign, Analyse eines PCIe Jitter Compliance "FAIL", Leiterplatten für komplexe High-Power-Baugruppen. Alle Infos zu Programm, Preisen, Location und Anmeldung zum 7. PCB-Designer-Tag in Würzburg finden Sie unter www.pcbdesigner-tag.de. Und zum PCB-Design-Award 2016 geht es hier: www.pcbdesigner.de.



Herzlichst, Ihr



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016



3



INHALT Nr. 8.2016 VERBINDUNGSTECHNIK



Hohe Kontaktdichten mit einfacher Anschlusstechnik Auch bei schweren Industriesteckverbindern ist der Platzbedarf ein Thema. Der Trend zur Miniaturisierung macht vor der Automatisierung nicht Halt und so schrumpft mit den Schaltschränken auch oft der vorhandene Platz für Schnittstellen. Dafür ist die Serie CDSH gedacht. Die Einsätze passen in die Standardgehäuseserien, bieten aber eine deutlich höhere Kontaktdichte mit einer werkzeuglosen, wartungsfreien Schnellanschlusstechnik.



25
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Zahlen, Daten, Fakten
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Veranstaltungen
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News & Personalien



18



Branchen & Märkte



SCHWERPUNKTE Verbindungstechnik TITELTHEMA



25 Hohe Kontaktdichten mit einfacher Anschlusstechnik Schraubverbindungen sind nicht mehr Stand der Technik. Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten des Käfigzugfederanschlusses in Bezug auf höhere Kontaktdichten.



28 Der innovative Weg zu „Plug and Produce“



Im Beitrag wird die Entwicklung kompakter Feldgeräte vorgestellt, die den Schlüsselfaktoren im Maschinenbau und in der Automatisierung Rechnung tragen.



Gehäuse & Schränke 48 Elektrische Sicherheit bereits vorbereitet



Wie sich bei elektrischen Schaltanlagen durch einen automatischen Potenzialausgleich aller Flachteile die Sicherheit erhöhen lässt, zeigt dieser Beitrag.



Industrieelektronik 60 Elektrische Antriebstechnik im Umbruch



Die EU setzt Energieeffizienzklassen für Drehstrommotoren fest. Ab 2017 ist der Geltungsbereich auch für Motoren von 0,75 bis 7,5 kW wirksam.



Elektronikfertigung 72 Absaug- und Filtertechnik für reine Luft



Die restlose Beseitigung sämtlicher luftgetragener Schadstoffe gelingt nur, wenn die entsprechenden Filtertechnologien eingesetzt werden.



HMI-Schnittstelle 86 Die Vorteile des optischen Bondings für die Industrie Das optische Bonding verbindet zwei oder mehr Komponenten mit einem transparenten Klebstoff. Doch setzt diese Technik einiges an Wissen voraus.



Relais 42 Neue intelligente Stromzähler brauchen neue Relais



88 Warum lohnt sich der Einsatz eines E-Ink-Displays



46 HF-starke Halbleiterrelais für die Messtechnik



92 Fahrerverhalten und Fahrzeugdaten analysieren



Wie Relaishersteller den aktuellen Herausforderungen begegnen, lesen Sie in diesem Beitrag.



Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais punkten im Temperaturbereich, der Ansteuerleistung sowie den Schaltzeiten.
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Ein E-Ink-Display benötigt wenig Energie, um Informationen darzustellen. Lohnt es sich gleich, über den Einsatz eines elektrophoretischen Displays nachzudenken? Das Verhalten des Fahrers außerhalb des Labors zu analysieren muss nicht aufwendig sein.
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Der Kleine für die großen Herausforderungen



58



Hochauflösender GürtelDrehgeber



70



Tecnotron: auf der Suche nach Herausforderungen



82



Worauf es bei einem Display ankommt



TIPPS & SERIEN



Entdecken Sie ganz neue Seiten!



Power-Tipp 22 SIDO-Konverter für das Ernten von Energie



SIDO-Konverter können mit einer Induktivität zwei unterschiedlich geregelte Spannungen erzeugt werden.



Relais-Tipp 44 Was bedeutet der Nennstrom bei Relais



EBV Identification unterstützt Sie gerne



Der Nennstrom eines Relais beschreibt die Leistungsfähigkeit nur sehr grob. Wir geben einen detaillierten Überblick.



Meilensteine der Elektronik 54 Über 50 Jahre Innovation in der analogen Welt



Die Website von EBV Elektronik bietet Kunden einen umfassenden Überblick über Märkte, Applikationen und Technologien in unserem vertikalen Segment Identification.



Der Halbleiterspezialist aus Norwood bei Boston (USA) ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter von Datenwandler- und DSP-Lösungen.



Wir präsentieren Ihnen dort eine riesige Menge an Informationen: Von allgemeinem Basiswissen über das Thema Identification bis hin zu detaillierten Beschreibungen der jeweiligen Produkte, Anwendungen und Märkte.



66 Von Handmustern zum interaktiven Messeerlebnis



In 50 Jahren entwickelte sich die Messe München von einem Start-up mit 24 Angestellten zu einer international führenden Messegesellschaft mit 900 Mitarbeitern.



Zudem finden Sie eine breite Auswahl an Anwendungen im Konsumerbereich wie z.B. Computerspiele, Pay-TV, Handys oder Waschmaschinen. Auch Lösungen für die Medizintechnik oder Automobilund Industrieanwendungen werden dort genau erklärt.



RUBRIKEN 3



Besuchen Sie uns unter ebv.com/identification oder wenden Sie sich



Editorial



an Ihr EBV IdentificationTeam vor Ort.



20 Online 80 Impressum 98 Zum Schluss
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Distribution is today. Tomorrow is EBV! www.ebv.com/de



Foto: Wollschaf/wikipedia



ELEKTRONIKSPIEGEL // ZAHLEN, DATEN, FAKTEN



AUFGEMERKT



1892: Der Klinkenstecker Die heute existierenden Klinkenstecker entwickelten sich aus den Steckverbindern, die in den Handvermittlungs-Telefonzentralen des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts verwendet wurden. Somit besitzt der Klinkenstecker eine der ältesten und längsten Evolutionslinien der Steckverbindertechnik. Anwendungen findet er meist im Audio- und Videobereich, in Stromversorgungen von Kleingeräten oder als Kopfhöhreranschluss. Der Steckverbinder wird durch die Norm IEC 60603 be-
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schrieben. Es existieren bis heute unzählige Varianten meist mit einem Durchmesser von 2,5 bis 7,13 mm. Der Name ist vermutlich abgeleitet von Klinke im Sinne von „Hebel, der die Weiterbewegung eines Maschinenteils hemmen soll“ und bezieht sich auf das typische Einrasten an den Kontaktfedern für das Nutzsignal. Diese Kontaktfedern (bis zu vier) sind bei den gängigen Bauformen der Buchsen und Kupplungen gleichzeitig die einzige mechanische Sicherung der Verbindung. // KR
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AUFGEDREHT: High-Tech Schutzhelm 1 GPS



12-mal effizienter als 4G Studenten der Universität Bristol (Großbritannien) haben mit einer experimentellen Antennentechnologie einen neuen Rekordwert für Spektrale Effizienz in Mobilfunk-Basisstationen erreicht. Ein Versuchsaufbau einer 5GBasisstation mit einer MIMO-Konfiguration, die 128 Antennen in einer Basisstation umfasste, erreichte bei Testläufen eine bisher nicht erreichte Bandbreiteneffizienz von 79,4 Bit/s pro Hz bzw insgesamt 1,59 GBit/s innerhalb eines 20-MHz-Kanals. // SG



AUFGESCHNAPPT



Die Position des Mitarbeiters und jeder möglichen Gefahr wird mittels GPS überwacht und verglichen. Bei ähnlichen Positionen wird über Bluetooth eine Gefahrenmeldung erzeugt.
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Mit einer Betriebsdauer von acht Stunden hält der Akku einen ganzen Arbeitstag lang.



4 Flexibilität



Das Optikmodul kann dank Schwanenhals an jeden Nutzer individuell angepasst werden.



2 Bluetooth



Gefahrenmeldungen und von einem Smartphone oder einem entsprechenden Sender in der Arbeitsumgebung können empfangen werden.



Da für viele Arbeitsumgebungen die klassische Gefahrenwarnung nicht eingesetzt werden kann, hat die Fakultät Elektrotechnik der Westsächsischen Hochschule Zwickau zusammen mit Gesis eine schutzhelmintegrierte Datenbrille entwi-



„Das politische Konzept den Internetbedarf Deutschlands per Glasfaserleitungen decken zu können, entstammt dem technischen Stand der 90er Jahre.“ Sven Gábor Jánsky, Trendforscher
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3 Power



AUFGEZÄHLT



5 Datenbrille



Auf dem Display mit großem virtuellen Sichtfeld können Warnsignale und andere Daten eingeblendet werden.



ckelt. Befindet sich der Arbeiter in einem Gefahrenbereich, wird in das Sichtfeld des Nutzers eine virtuelle Gefahrenwarnung eingeblendet. Zudem sind Anwendungen im Bereich der Augmented Factory möglich. // AI



Ein Rembrandt aus dem 3-D-Drucker Es sollte keine plumpe Kopie des Meisters werden: Wissenschaftler haben die 346 erhaltenen Werke Rembrandts analysiert und 150 Gigabyte Daten gesammelt. Dann brachte ein 3-D-Drucker 13 unterschiedliche Farbschichten auf eine Leinwand. Entstanden ist ein typischer Vertreter dieser Zeit, ein künstlicher Rembrandt. // HEH



Leoni, System- und Entwicklungslieferant für Draht, Kabel und Bordnetz-Systeme, konnte seinen Umsatz 2015 deutlich steigern und lag mit 4,5 Mrd. Euro rund 10 Prozent über dem Vorjahreswert. 5,5 Prozent des Zuwachses gelangen aus eigener Kraft, wobei sowohl die Automobilbranche als auch die Industriebereiche für eine erhöhte Nachfrage sorgten.
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ELEKTRONIKSPIEGEL // VERANSTALTUNG



Lebensdauervorhersage von Leistungshalbleitern Bild: ZFW



Wie können Lebensdauervorhersagen für Leistungshalbleiter und thermische Interface-Materialien getroffen werden? Diese und weitere Fragen beantwortet das ZFW am 16. Juni 2016 in Stuttgart.



M



ehr denn je ist die Frage der Lebensdauer in der Leistungselektronik ein entscheidendes Verkaufsargument. Die möglichst genaue Vorhersage der Lebensdauer wird zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Der zunehmende Kostendruck in der Branche und der Trend zur Miniaturisierung lassen eine großzügige Überdimensionierung der Systeme nicht mehr zu. Wie kann bereits im Entwicklungsprozess die Lebensdauer elektronischer Systeme vorhergesagt werden? Für die thermische und mechanische Analyse stehen eine Vielzahl von Mess- und Berechnungsmethoden zur Verfügung. Umweltsimulationen, wie z.B. Temperatur- oder Lastwechseltests zeigen die Alterung der Elektronik im Zeitraffer. Dabei ist das spezielle Know-how der Entwickler gefragt: Jede Berechnungsmethode beruht schließlich nur auf einem Modell, das die reale Elektronik mehr oder weniger realistisch beschreibt. Jede Umweltsimulation ist nur ein Abbild der realen Alterung. Wichtig ist, dass die Simulation die gleichen Fehler- und Ausfallmechanismen zeigt, wie sie
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beim realen Einsatz der Elektronik auftreten. In jedem Fall hat der Entwickler zu begründen, dass seine Berechnungs- und Simulationsmethoden auf die reale Anwendung übertragbar sind.



Fehlerbilder und Alterung thermischer Interface-Materialien Am Zentrum für Wärmemanagement in Stuttgart (ZFW) laufen zu diesem Thema interessante Forschungsarbeiten. Im Fokus stehen Fehlerbilder im Halbleiter-Package und die Alterung von thermischen InterfaceMaterialien. Durch die Kombination aus praktischen Versuchen und neuen Berechnungsmethoden werden Lebensdauervorhersagen präziser. Dazu gehören z.B. thermomechanische Simulationsrechnungen die mit Hilfe von Lastwechseltests validiert werden. Die detaillierte Auflösung der Wärmepfade der Halbleiter von ihrer Junction bis zur Umgebung liefert die Basis für die Berechnungsmodelle. Am 16. Juni 2016 werden bei der Tagung „Zuverlässigkeit in der Leistungselektronik“



Haus der Wirtschaft in Stuttgart: Die Tagung ‚Zuverlässigkeit in der Leistungselektronik‘ findet dort am 16. Juni 2016 statt und wendet sich an Ingenieure und Forscher in der Leistungselektronik



im Haus der Wirtschaft in Stuttgart diese Verfahren vorgestellt. Die Tagung richtet sich an Ingenieure und Naturwissenschaftler aus Industrie und Forschung, die sich mit dem Thema Zuverlässigkeit von Halbleitern und thermischen Interface-Materialien beschäftigen. Im Anschluss an die Tagung zeigt das ZFW-Team live in seinen Laboren spannende Mess- und Simulationsverfahren.



Thermischen Analyse und Lebensdauervorhersage Die Tagung „Zuverlässigkeit in der Leistungselektronik“ findet am Donnerstag, den 16. Juni 2016 von 09.00 - 17.00 Uhr statt. Veranstaltungsort ist das Haus der Wirtschaft, Studio A, Willi-Bleicher-Str. 16, Stuttgart. Die Teilnahmegebühr beträgt 640 € plus MwSt. pro Person, inkl. Getränke, Mittagessen und Tagungsunterlagen. Informationen für die Anmeldung finden Sie im Internet unter http://bit.ly/1S0Z1dG oder unter www.zfwstuttgart.de. // JW Zentrum für Wärmemangement
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Erfahrungsaustausch mit den Besten Bilder: VBM-Archiv



Nur wer die Basics des Leiterplatten- und Baugruppen-Designs verinnerlicht und gleichzeitig die Spezifika des jeweiligen Auftrages kennt, wird die Anforderungen aus der Entwicklung erfolgreich umsetzen.



Johann Wiesböck, ELEKTRONIKPRAXIS (1. von links): Jedes Design hat ganz spezielle Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Wird es besonders anspruchsvoll, dann helfen Ihnen die Experten das 7. PCB-Designer-Tag – www.pcbdesigner-tag.de.



D



er PCB-Designer-Tag vermittelt neben Grundlegendem, auch Spezialwissen und ganz „Neue Erkenntnisse“. In sechs Fachvorträge geben ausgewiesene Spezialisten ihres Faches Einblicke und stehen für den direkten Meinungsaustausch zur Verfügung: www.pcbdesigner-tag.de. Der FED e.V. und ELEKTRONIKPRAXIS laden Sie herzlich ein, Ihren Wissensvorsprung weiter auszubauen. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen und seien Sie am 10. Mai 2016 im in Würzburg mit dabei beim 7. PCB-Designer-Tag. Folgende Referenten und Vorträge gestalten das Programm:



Der PCB-Design-Award Der FED ruft alle Leiterplattendesigner auf, ihre Fähigkeiten und Fertigkeiten an einem Design vorzustellen und sich damit für den PCB-Design-Award (www.pcbdesigner.de) zu bewerben. Die Einladung richtet sich an alle Designer, unabhängig von einer Mitgliedschaft im FED. Den Teilnehmern am Wettbewerb winkt nicht nur eine wertvolle berufliche Auszeichnung, unter allen Bewerbern wird zusätzlich ein iPad verlost. Bewerbungsschluss ist 31. Mai 2016



Qualität im Designprozess Das Leiterplatten- und Baugruppendesign bestimmt den Komplexitätsgrad, die Materialauswahl, die Testprozeduren und nimmt dadurch Einfluss auf Größen wie Kosten, Funktionalität und Zuverlässigkeit. Hier
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spiegeln sich die Schlüsselfunktion des Designers wider. Der Einführungsvortrag von Marco Huber zum ZED-Pflichtseminar „Qualität im Designprozess“ soll den Leiterplatten- und Baugruppendesigner für die ihm übertragene Verantwortung sensibilisieren.



Optimierte Anschlussflächen Die immer kleiner werdenden Bauteilanschlüsse und die Verwendung ganz unterschiedlich großer Bauteilgehäuse auf einer Baugruppe erfordern ein neues Konzept zur Berechnung der Anschlussflächen auf Leiterplatten. Dem trägt der Ansatz zu einem Dimensionierungskonzept zum Thema: „Proportionale Anschlussflächen“ Rechnung, der hier erstmals präsentiert wird.



Herstellung 3D-MID-Prototypen 3D Mechatronic Integrated Devices genannten Schaltungsträger dienen der Miniaturisierung von Produkten sowie der Reduzierung der Anzahl und Größe von Komponenten. Es wird aufgezeigt welche 3D-DruckVerfahren es gibt und wo die Einsatzgebiete liegen. Außerdem wird erklärt wie ein 3DMID hergestellt wird und was bei der Datenaufbereitung zu beachten ist.



Signal Integrität für High Speed In diesem Vortrag werden die Grundlagen zur Beurteilung der Signal- und Power-Integrität erläutert sowie die Herleitung der Anforderungen an den Frequenzgang einer



Spannungsversorgung anhand einer Speicherschnittstelle gezeigt. Unter Berücksichtigung des Referenzpunktes für die Masse werden Entwurfsregeln abgeleitet.



PCIe Jitter Compliance "FAIL" Die Compliance Tests zeigen, ob die Kombination aus den verwendeten Bausteinen und dem PCB Design/Layout ein funktionsfähiges System ergeben. Im vorliegenden Beispiel war der Jitter Compliance Test „Fail“ und die Ursache dafür musste gefunden werden. Über Analysemechanismen wie Datenaugen und Time Intervall Error (TIE) Messungen wurde die Ursache des Fehlers, der am Ende des Links gemessen wurde, ganz am Anfang der Signalerzeugung gefunden.



High-Power-Baugruppen Komplexe Baugruppen im Bereich HighPower (Ströme bis 50 A, Spannungen bis 750 V) können durch verschiedene Aufbau- und Verbindungs-Technologien (AVT) realisiert werden. Die am Markt agierenden LP-Hersteller bieten hierzu sehr unterschiedliche und individuelle Lösungen an, die sich nur schwer miteinander vergleichen lassen. Alle Infos zu Programm, Preisen und Anmeldung zum 7. PCB-Designer-Tag am 10. Mai finden Sie unter www.pcbdesigner-tag.de. Weitere Infos zum PCB-Design-Award finden Sie hier: www.pcbdesigner.de. // JW FED e.V.
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EMV-konforme Entwicklung und Integration von Stromversorgungen Bild: RECOM



Unter dem Motto ‚Power-Supply meets EMC-Knowhow‘ führt RECOM ein Seminar mit den Schwerpunkten EMV-Messtechnik, Störungsarten sowie kritisches Design im und am Schaltnetzteil durch. com-power.com/emc. Die Teilnehmerzahl ist limitiert auf 25 Personen. Tipp der Redaktion: Da Gmunden – nicht weit von der Deutschen Grenze – in einer wunderschönen Landschaft liegt und das Seminar an einem Freitag endet, könnte man als Teilnehmer auf die Idee kommen, das Wochenende dort zu verbringen.



3-Meter-Semi-AnechoicChamber entspricht CISPR-16



Bild 1: Die von Rohde & Schwarz ausgestattete 3-m-SAC (Semi Anechoic Chamber) in der RECOM-Zentrale entspricht der Norm CISPR-16



D



ie Einhaltung der EMV-Richtlinie wird bei der Zertifizierung neuer Elektronik-Produkte nicht selten zum entscheidenden Kriterium. Erfolgen nämlich Positionierung und Leitungsführung rund um die Stromversorgung nicht von Beginn an unter EMV-Aspekten, sind Probleme bei der EMV-Prüfung programmiert. Teure Re-Designs und die Kosten für eine verspätete Markteinführung sind die Folge. Die Firma RECOM widmet diesem wichtigen Thema eine Reihe praxisorientierter Seminare für Elektronik-Entwickler und Gerätebauer. Das nächste dieser Seminare findet am 23. und 24. Juni 2016 in Kooperation mit ELEKTRONIKPRAXIS im Headquarter in Gmunden (Österreich) statt: www.recompower.com/emc.



Ein EMV-Seminare mit besonderer Teilnehmerbetreuen Unter dem Motto ‚Power-Supply meets EMC-Knowhow’ erfahren die Teilnehmer viel
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Wissenswertes über EMV-konformes Design – von Bauteil-Positionierung und Leitungsführung über spezifische Richtlinien und Messtechnik bis hin zu konkreten Problemlösungen. Das Seminar hat folgende Schwerpunkte: „ EMV-Messtechnik: Wie kommt man zu einem Messergebnis? „ Störungsarten: Entstör-Komponenten in der Anwendung „ EMC: kritisches Design im und am Schaltnetzteil „ First time fail: Herangehensweise bei der Suche von Lösungen „ Design-Regeln: Schaltplan- und LayoutEmpfehlungen „ Mess-Workshop: fünf Live-Messungen in der EMC-Chamber Die Seminargebühr beträgt 500 € inkl. Verpflegung, Hotelübernachtung (!) und Seminarunterlagen. Termine sind der 23. und 24. Juni 2016. Die Seminarsprache ist Deutsch. Anmelden können Sie sich unter www.re-



Um sich dem Thema Stromversorgung noch intensiver widmen zu können, hat RECOM in Österreich, seine neue, 3000 m² große Firmenzentrale errichtet. Ein besonderes Augenmerk liegt hierbei auf dem Labortrakt des Stromversorgungs-Clusters. Neben der Erweiterung der bestehenden R&D-, Versuchs-, Untersuchungs- und Qualitätslabore wurde ein modernes EMV-Labor nach dem aktuellen Stand der Technik eingerichtet, das die Hochfrequenz-Messmöglichkeiten im süddeutschen und österreichischen Raum ergänzt. Die von Rohde & Schwarz ausgestattete, 3-m-SAC (Semi Anechoic Chamber) entspricht der Norm CISPR-16. Es können PreCompliant-Messungen in einem Frequenzbereich von 30 MHz bis 3 GHz durchgeführt werden. Eine Besonderheit stellt dabei der automatisierte Messablauf für Prüflinge mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Meter dar. Darüber hinaus ist das Labor auch für unterschiedliche Messungen nach EN 61000-4-x und EN 61000-3-2 ausgestattet. Ferner kann mit der hauseigenen GTEMZelle auch das Verhalten des Prüflings auf eingestrahlte Störungen (Radiated Immunity) überprüft werden. RECOM-Kunden und Partnerunternehmen können top-ausgestatteten Labore für Versuche an ihren eigenen Prototypen nutzen. Adresse: RECOM, Münzfeld 35, 4810 Gmunden (A). Alle Infos zum Seminar finden Sie unter www.recom-power.com/emc. // JW RECOM POWER
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Werden Sie zum wertvollsten Mitarbeiter Ihres Unternehmens. Mit InfiniiVision-Oszilloskope von Keysight. Führen Sie Ihre Projekte schneller zum Erfolg mit Funktionen wie Zonen Trigger, integrierter Analyse-Software und super schnellen Signalaktualisierungsraten. Ein Expertenteam von Keysight steht Ihnen bei jeglichen Problemen rund um die Test- und Messtechnik zur Seite. Mit Keysight haben Sie die richten Werkzeuge zur Hand, um zum wertvollsten Mitarbeiter für Ihr Unternehmen zu werden.



Keysight InfiniiVision Oszilloskope



2000 X-Serie



3000T X-Serie



4000 X-Serie



6000 X-Serie



Bandbreite



70 MHz–200 MHz



100 MHz–1 GHz



200 MHz–1.5 GHz



1GHz–6 GHz



Integrierte Funktionen



Arbiträrer Signalgenerator, Digital-Voltmeter, Protokoll-Analysator, FFT, Zähler, MSO



Zum Scopes Learning Centre: www.keysight.com/find/OscilloscopeMVP Kontakt: +49 (0)7031 464 6333 0800 6270999 (kostenfreie Rufnummer für Anrufe aus Deutschland) © Keysight Technologies, Inc. 2016



Agilents Electronic Measurement Group heißt jetzt Keysight Technologies.
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THERMOELEKTRIKA



Dort, wo konventionelle Werkstoffe an ihre Grenzen stoßen, kann Keramik ihre hervorragenden Eigenschaften ausspielen. Funktionale Keramiken – so genannte Thermoelektrika – können beispielsweise in Hochtemperaturprozessen Abwärme direkt in Strom umwandeln. Gegenwärtig wird weniger als die Hälfte der eingesetzten Energie in Industrieprozessen, Verkehr oder Haushalten tatsächlich genutzt. Der Großteil der Primärenergie entweicht trotz zahlreicher Energiesparmaßnahmen immer noch als Abwärme in die Umwelt. Thermoelektrische Generatoren (TEG) können helfen, diese ungenutzte Wärmeenergie in Elektrizität umzuwandeln. Allerdings gibt es bisher noch Hürden hinsichtlich Kosteneffizienz, Rohstoffverfügbarkeit, Verarbeitbarkeit und Umweltverträglichkeit der eingesetzten thermoelektrischen Werkstoffe. Keramische Werkstoffe bieten hier mit ihrem außergewöhnlich flexiblen Eigenschaftsspektrum eine Lösung. Sie lassen sich umweltfreundlich und aus leicht verfügbaren Rohstoffen fertigen. Bislang konnten allerdings nur keramische TEGs für begrenzte Aufgaben und mit niedriger



Bild: Fraunhofer IKTS



Funktionale Keramik verwandelt Wärme in Strom



Teststand: zur effizienten Verstromung der anfallenden Abwärme eines bei etwa 800 °C arbeitenden vollkeramischen Heizleiters in keramischen TEG-Modulen



Energiewandlungseffizienz realisiert werden. Das Fraunhofer IKTS verfügt über ein umfassendes Knowhow zur Herstellung von keramischen Thermoelektrika. Als erste deutsche Forschungseinrichtung ist es dem IKTS gelungen, voll funktionsfähige keramische TEGs kosteneffizient herzustellen, die über eine lange Lebensdauer verfügen und bei hohen Temperaturen einsetzbar sind, was sie energetisch interessant macht. „Wir bieten unseren Kunden wirtschaftlich attraktive keramische TEG-Module, mit de-



nen wertvolle Abwärme autark und zuverlässig verstromt werden kann – und das bei Temperaturen bis zu 1000 °C. Solche robusten, wartungsfreien und vor allem langlebigen TEGs sind für eine Vielzahl von Anwendungen attraktiv, z. B. in metallurgischen Prozessen oder in den heißen Zonen von Verbrennungsmotoren.“ erläutert HansPeter Martin, Leiter der Gruppe ‚Nitridkeramik und elektrisch funktionelle Strukturkeramik‘ am Fraunhofer IKTS. Die Wissenschaftler des Fraunhofer IKTS bieten die kun-



denspezifische Entwicklung keramischer TEG-Module an – adaptiert für die jeweiligen Bedingungen des Wirtsprozesses. Dafür werden die keramischen Komponenten hinsichtlich elektrischer Parameter, chemischer Wechselwirkungen und geometrischer Anforderungen optimiert und in das individuelle thermische System integriert. Auf der Hannover Messe 2016 präsentiert Europas größtes Keramikforschungsinstitut erstmalig ein System, mit dem die Funktionalität der am IKTS entwickelten thermoelektrischen Keramikmodule demonstriert wird. Mit dem in Hannover gezeigten Systemaufbau erleben Besucher in Halle 6, Stand B16 live, wie die anfallende Abwärme eines bei 800 °C arbeitenden vollkeramischen Heizleiters in den keramischen TEG-Modulen umgewandelt und für die Ansteuerung eines Displays genutzt wird. Die Kompetenz zum Aufbau solcher TEGs am IKTS (www.ikts. fraunhofer.de) leitet sich ab aus der jahrzehntelangen Erfahrung mit elektrisch funktionalisierten Hochtemperatur-Werkstoffen, wie Heizleitern, Verdampfern und Schaumkeramiken. // JW Fraunhofer IKTS



LANGSAMERE PROZESSORENTWICKLUNG



Bild: Intel



Intel verabschiedet sich vom Tick-Tock-Modell



Von Tick-Tock zu PAO: Da Fortschritte langsamer ausfallen als geplant, stellt Intel die Prozessorentwicklung auf einen dreistufigen Zyklus um.
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Seit 2007 hatte Intel bei der Prozessorentwicklung auf ein Pendel-Modell, das „Tick-Tock“-Verfahren, gesetzt: Zuerst erfolgte ein Fertigungsverfahren für Nodes („Tick“), anschließend folgte das Fertigen einer neuen Architektur auf dieser Basis („Tock“). Somit sollten im Zwei-JahresTakt im Sinne des Moore'schen Gesetzes leistungsfähigere Prozessorarchitekturen entstehen. Nun hat sich Intel von dem Modell verabschiedet: Im Rahmen der jährlichen K-10-Meldung an die amerikanische Bör-



senaufsicht SEC (Securities and Exchange Commission) kündigte der Chip-Hersteller den Umstieg von einem zwei- auf ein dreistufiges Entwicklungsverfahren, genannt „Process-ArchitectureOptimization“, an. Der Grund dafür ist, dass Fortschritte in der Fertigungstechnik langsamer und teurer ausfallen als bei Einführung des Tick-Tock-Modells vorgesehen. Im PAO-Modell wird nach der Optimierung der Architektur ein weiterer Schritt eingefügt, bei welchem weitere Verbesserungen vorgesehen sind.



Intels Tick-Tock-Modell war bereits im vergangenen Jahr aus dem Tritt geraten, als die für 2016 geplante Veröffentlichung der „Cannonlake“-Prozessoren, die im 10nm-FinFET-Verfahren produziert werden, ins 2. Halbjahr 2017 verschoben wurde. Statt dessen wurde mit „Kaby Lake“ eine weitere 14nm-CPU-Familie zwischengeschoben. Cannonlake soll nun 2017 Startschuss für das PAO-Entwicklungsmodell sein. // SG Intel
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MATLAB SPRICHT



MACHINE LEARNING Clusterbildung, Regressionen, Klassifikationen und Deep Learning Algorithmen zur Analyse von Daten — erstellen Sie mit MATLAB prädiktive Modelle und binden Sie diese in Produktionsumgebungen ein.



@2016 The MathWorks, Inc



mathworks.de/machinelearning
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Wissen nutzen – erfolgreicher sein!



DATENSICHERHEIT



Bild: TÜViT



Erste Cloud-Anbieter erhalten Datenschutz-Zertifikat



en ranstaltung Über 200 Ve w.otti.de auf ww



Fachforen



Intelligentes Licht mit LED 06. bis 07. Juni 2016 in Regensburg



Technologien des Lötens – Materialien und Verfahren



Übergabe der TCDP-Zertifikate: Dr. Carsten Braatz (VDG), Dr. Hubert Jäger (Uniscom), BMWi-Staatssekretär Matthias Machnig (SPD, von links)



Die Unternehmen Versicherungswirtschaftlicher Datendienst und Uniscon sind als erste Betriebe nach dem TrustedCloud-Datenschutzprofil (TCDP) zertifiziert. Das Profil ist ein neuer Prüfstandard für die Datenschutz-Zertifizierung, der im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie entwickelt wurde. Die durch die TÜV Informationstechnik (TÜViT)geprüften Dienste von VDG und Uniscon erhielten ein zwei Jahre gültiges Zertifikat, das die Datenschutzkonformität nach



TCDP belegt. Die Urkunden überreichte Matthias Machnig (SPD), Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums. Mit der TCDP-Zertifizierung erkennen Betriebe, ob die von ihnen genutzten Cloud-Dienste die Datenschutzrichtlinien erfüllen. Laut Gesetzeslage müssen Unternehmen ihre Cloud-Dienstleister selbst auf DatenschutzKonformität überprüfen, etwa wenn sie sich an Ausschreibungen beteiligen. // FG TÜViT



ABLAUFUMGEBUNGEN



08. bis 09. Juni 2016 in Regensburg



SEGGER öffnet Java-Entwicklern die Controller-Welt



EMV für Geräte und Systeme 15. bis 16. Juni 2016 in Regensburg



Vergießen in der Elektrotechnik und Elektronik 21. bis 22. Juni 2016 in Regensburg



EMV für Elektround Hybridfahrzeuge 29. bis 30. Juni 2016 in Regensburg



Das Echtzeitbetriebssystem embOS von SEGGER unterstützt die Java-Umgebung MicroEJ des französischen Herstellers IS2T. Damit können Java-Entwickler die Mikrocontroller der CortexM-Familie von ARM adressieren. Das MicroEJ-Paket enthält eine komplette Java-Plattform einschließlich einer virtuellen Maschine und anderen Komponenten. Die virtuelle Maschine besteht aus einem 32-Bit-Prozessor, der die Java-Threads verwaltet. Ausgeführt wird MicroEJ als vom embOS-Kernel kontrollier-



ter Task und kombiniert dadurch die Vorteile von ANSI-C und Java auf einem Embedded-Target. Entwickler können sich so auf ihre Java-Applikationen fokussieren und brauchen kein tiefer gehendes Wissen über ANSI-C. „Wir können embOS nun auch Java-Anwendern zur Verfügung stellen und ihnen damit die Möglichkeit geben, Embedded-Applikationen auf wirtschaftlich tragfähige Weise zu entwickeln“, sagt Dirk Akemann, Partnership Marketing Manager von SEGGER.



„MicroEJ möchte Entwicklern eine einheitliche Multi-Language Programmier-Plattform für Mikrocontroller-basierte Systeme anbieten und damit eine Vielfalt an Hardware und Software unterstützen“, erklärt Fred Rivard, CEO von MicroEJ. „Daher freuen wir uns, das deterministische Verhalten und die Präzision des SEGGER-RTOS mit der einfachen Programmierbarkeit und Portabilität unserer Plattform zu kombinieren.“ // FG SEGGER



Management-Seminare



07. bis 09. Juni 2016 in Regensburg



FLEXIBLE BELEUCHTUNG MIT OLED



Produktionsanlage der 5. Generation bis 2017 Bild: LG Display



Projekte erfolgreich planen und steuern



Praxiswissen Betriebswirtschaft für technische Fach- und Führungskräfte 27. bis 29. Juni 2016 in Regensburg



Gestern Mitarbeiter, heute Führungskraft 06. bis 08. Juli 2016 in Regensburg Ostbayerisches TechnologieTransfer-Institut e.V. (OTTI) Telefon +49 941 29688-36 E-Mail [email protected]



Flexible Lichtquelle: Eine OLED bietet den großen Vorteil, dass sie sich biegen lässt.



Eine Fabrik für OLED-Lichtlösungen der 5. Generation plant LG Display für das erste Halbjahr 2017. Die Produktionsanlage in Südkorea soll in der Lage sein, monatlich bis zu 15.000 Glassubstrate in den Größen 1000 mm x 1200 mm herzustellen, abhängig von der Marktlage. Mit der neuen Produktionsanlage soll nicht nur die Qualität der künftigen OLEDLeuchten verbessert werden, sondern dank der 5. Generation soll sich die Produktion auch flexibler gestalten lassen. So sollen nach Aussage des Unternehmens



auch große OLED-Panels möglich sein. LG Display will mit diesem Schritt die OLED in der Beleuchtung weiter etablieren. Zuerst soll das hochpreisige Segment der dekorativen Beleuchtung angesprochen werden. Künftig soll die OLED auch in der Automobilbeleuchtung etabliert werden. Bis zum Jahr 2020 prognostiziert UBI Research einen Erlös für den OLED-Lichtmarkt von 1,6 Mrd. US-Dollar. // HEH LG Display



www.otti.de
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KABEL



Leoni im Geschäftsjahr 2015 mit Umsatzzuwachs Leoni konnte seinen Umsatz 2015 deutlich steigern und lag mit 4,5 Mrd. Euro rund 10% über dem Wert des Vorjahres. 5,5 % des Zuwachses gelangen aus eigener Kraft, wobei sowohl die Automobilbranche als auch zahlreiche Industriebereiche für eine erhöhte Nachfrage sorgten. Das Ergeb-



nis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ging allerdings auf 151,3 Mio. Euro zurück (Vorjahr: 182,5 Mio. Euro). Hauptgrund waren außerplanmäßig hohe Aufwendungen bei Neuprojekten des Unternehmensbereichs Wiring Systems. Zudem enthält dieser Wert einen Einmaleffekt von 19,6



Mio. Euro aus einem anteiligen Werksverkauf. Der Konzernüberschuss beträgt 77,3 Mio. Euro (Vorjahr: 115,1 Mio. Euro). Um die Profitabilität langfristig zu steigern, hat der Konzern ein umfangreiches Maßnahmenpaket entwickelt, dessen Umsetzung bereits begonnen hat. So soll mit



einem Sparprogramm die Bordnetz-Sparte wieder auf Vordermann gebracht werden. Im vergangenen Jahr war der Konzern vor allem in einem rumänischen Werk in einer Auftragsflut ertrunken. Nun will man mit einem Budget von 25 Mio. Euro die Sparte umbauen. // KR



MESSTECHNIK & SENSORIK



Wechsel in der ALTHEN-Führung Peter Rohrmann übernimmt die leitende Position des Kelkheimer Mess- und Sensortechnik-Spezialisten und löst den bisherigen Vertriebsleiter Peter Rickmeyer in der Geschäftsleitung ab. Mit dem Wechsel in der Unternehmensführung setzt ALTHEN die geplante Nachfolgeregelung um und treibt die Erschließung zusätzlicher Geschäftsbereiche voran. Rickmeyer widmet sich fortan in beratender Funktion der ALTHEN-Gruppe. Rohrmann verantwortete zwei Jahre lang den Vertrieb für ALTHEN. Zuvor war er in den Bereichen Mobilfunk, Halbleiter und M2M-Lösungen tätig. Schwerpunkt seiner Arbeit war immer die Geschäftsentwicklung. Dies plant Rohrmann auch in seiner neuen Position fortzuführen: „Mein Ziel für ALTHEN ist es, unsere Kompetenzen weiter auszubauen und zusätzliche Geschäftsbereiche zu eröffnen.“ Die Veränderung in der Leitung ist der nächste Schritt in der Erweiterung des Unternehmens. Mit neuen Technologien und der zunehmenden Vernetzung im Maschinenbereich steigen auch die Anforderungen an die Anbieter von Messtechnik. „Es ist wichtig, über den Tellerrand zu schauen,“ sagt Peter Rickmeyer über den Wechsel. ALTHEN beschäftigt sich seit fast 40 Jahren mit Mess- und Sensortechnik. // KU ALTHEN
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300 A FULL-SiC POWER ER MODUL n Höhere Spannung n Höhere Ströme n Geringere Schaltverluste



ROHM Semiconductor bietet jetzt das rein SiC-basierte 300 A Power Modul BSM300D12P2E001 an, für leistungsstärkere Anwendungen mit höherer Leistung z. B. Stromversorgungen für Industrieanlagen.



Reduzierte Schaltverluste ermöglichen hohe Frequenzen • Die Schaltverluste sind gegenüber IGBT-Modulen mit vergleichbaren Kenndaten deutlich geringer.



Sichereres Design unterstützt höhere Stromstärken • Die innovative Designtechnologie halbiert die Induktivität und erlaubt die Entwicklung von Produkten für Nennströme von 300 A. • Ein integrierter Thermistor verhindert übermäßige Wärmeentwicklung.



Konfiguration des Bauelements • Das SiC-Halbbrückenmodul integriert eine SiC-SBD und einen SiC-MOSFET in einem gemeinsamen Gehäuse. • Das Gehäuse entspricht dem von standardmäßigen IGBT-Modulen. • Eingebauter Thermistor • Tjmax = 175 °C



Die Full-SiC Power Module im Überblick Typ



VDSS (V)



ID (A)



Tjmax (°C)



Visol (V)



Gehäuse



Konfiguration



BSM080D12P2C008 *



1200



80



175



2500



C-Type



DMOS+SBD



BSM120D12P2C005



1200



120



150



2500



C-Type



DMOS+SBD



BSM180D12P3C007 *



1200



180



175



2500



C-Type



UMOS+SBD



BSM300D12P2E001



1200



300



175



2500



E-Type



DMOS+SBD+Thermistor



*Keine Onlinebestellung von Mustern möglich. Bitte wenden Sie sich an den ROHM-Vertrieb.



Technology for you Sense it



Light it



Power it !



www.rohm.com/eu
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GARTNER-ANALYSE



OLED-LIGHTING



Halbleitermarkt schrumpft leicht



Quelle: UBI Research



Bild: Intel



Ein Milliardenmarkt entsteht Entwicklung im OLED-Beleuchtungsmarkt 1800 1600 1400 1200



Umsatz in Millionen Dollar



1000 800 600 400 200 0



Markt musste Umsatzeinbußen von 6,9 Prozent hinnehmen. Die Top-25-Hersteller machten 73,5 Prozent des Marktvolumens aus, ein leichter Rückgang gegenüber 2014 (74 Prozent). Das Abklingen der Nachfrage in einigen Bereichen sowie Währungsschwankungen trugen zum Schrumpfen des Marktes bei. // FG



BRANCHENBAROMETER Elektroautos kommen weiter Laut der Managementberatung Horváth & Partners liegt die durchschnittliche Reichweite von Elektroautos im Jahr 2020 bei über 400 Kilometern. Die Reichweiten neuerer Modelle nehmen also deutlich zu. Für die Studie wurden die Herstellerangaben zur Reichweite mit den jährlichen Verkaufszahlen der Fahrzeuge korreliert.



2017



2018



2019



2020



Der globale Markt für Beleuchtungen mit organischen LEDs wird spätestens 2020 das Volumen von einer Milliarde Dollar übersteigen. Während die Marktforscher von Cintelliq dies schon für 2019 erwarten, rechnet UBI Research im Jahr 2020 mit dem Sprung über diese Hürde. Letztere erwarten, dass sich der Markt in den Jahren 2019 und 2020 gegenüber dem Vorjahr jeweils verdoppeln wird. // FG



AUTOMOTIVE-HALBLEITER



NXP erreicht Spitzenposition FIRMENNAME



MARKTANTEIL 2015 IN PROZENT



MARKTANTEIL 2014 IN PROZENT



NXP Semiconductors*



14,5



13,6



Infineon Technologies**



10,1



10,0



Elektro-Exporte legen langsamer zu



Renesas Electronics



9,5



10,4



Im Januar 2016 sind die Ausfuhren der deutschen Elektroindustrie gegenüber 2015 um 0,6 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro gestiegen. Für ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann hat sich das Exportwachstum zwar verlangsamt, es sei aber der bisher beste Januar-Wert.



STMicroelectronics



7,5



7,4



Texas Instruments



6,5



5,5



Smartphone-Wachstum flacht sich ab Die globalen Smartphone-Verkaufszahlen werden 2016 ein einstelliges Wachstum aufweisen, prognostizieren die Gartner-Marktforscher. 2016 werden weltweit nur rund 1,5 Milliarden Smartphones verkauft werden, das sind lediglich sieben Prozent mehr als im Vorjahr.



IT-Ausfuhren erreichen Rekordwert Die Exporte von ITK-Produkten und Unterhaltungselektronik aus Deutschland sind 2015 kräftig gestiegen. Sie legten laut Bitkom um 9,2 Prozent auf den Rekordwert von 34,3 Milliarden Euro zu. Am stärksten war Hardware (Computer, Drucker und Zubehör) nachgefragt.
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2016



Umsatzsprung: Ab 2018 wird der Markt für OLED-basierte Beleuchtungslösungen so richtig ins Rollen kommen.



**einschließlich Freescale **einschließlich International Rectifier



Die Top 5 im Automotive-Hableitermarkt: Fusionen wie die zwischen NXP und Freescale haben den Markt im Jahr 2015 zurechtgerüttelt.



Laut einer Marktstudie von Semicast hat NXP im vergangenen Jahr die Spitzenstellung im Markt für Automobil-Halbleiter erreicht. Ein wichtiger Faktor hierfür war die Übernahme des früheren Konkurrenten Freescale, die im Dezember 2015 vollzogen wurde. Auf Platz zwei liegt Infineon, das durch die Akquisition von International Rectifier den vormaligen Platzhirsch Renesas verdrängte. // FG



Weitere Marktzahlen finden Sie unter: www.elektronikpraxis.de/Marktzahlen
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Quelle: Semicast



Der weltweite Umsatz bei Halbleitern betrug 2015 insgesamt 334,8 Milliarden US-Dollar, schätzt das Marktforschungsunternehmen Gartner. Das entspricht einem Rückgang um 2,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Der Gesamtumsatz der 25 größten Halbleiter-Hersteller sank um 0,5 Prozent. Der übrige



®



Unsere neue Kompaktklasse: von vorne bis hinten efﬁzient.



Besuchen Sie uns auf der HMI 2016 in Hannover vom 25. bis 29. April, Halle 15, Stand 31.



Höchste Leistung auf kleinstem Bauraum bieten unsere Lüfter und Antriebe für die Automobilindustrie. – Umfassende Produktpalette von der Sitzklimatisierung bis zur DNOX-Pumpe – Äußerst effiziente und zuverlässige Systemlösungen – Gewichtsreduzierung durch kompakte Bauweise – Engineering-Partner mit langjähriger Branchenerfahrung Mehr Informationen für Ihre Anwendung: ebmpapst.com/automotive



Bild: © XtravaganT - Fotolia.com



SERVICE // ONLINE



LESERKOMMENTARE ZU



Tesla stürmt den Massenmarkt Tesla dringt mit seinem ersten für Normalbürger erschwinglichen Stromer „Model 3“ in die Mittelklasse vor – und hat in drei Tagen 276.000 Vorbestellungen erhalten. (Online am 1.4. und 4.4.) Für Tesla spricht das Design und die Reichweite. Hier liegt selbst BMW weit hinten, von den anderen zaghaften Versuchen der deutschen Hersteller ganz zu schweigen. Bleibt das Akku-Problem, d.h. Lithium als seltene Erde, nur ökonomisch sinnvoll abbaubar in wenigen, dummerweise diktatorisch geführten Staaten; gemischt mit der ebenso dummen Eigenschaft von Lithium, sogar unter Wasser weiter zu brennen und gerne auch mal fast explosionsartig abzufackeln; sowie die nur sehr begrenzte Wiederaufladefähigkeit, die das ganze Produkt E-Auto aktuell Lebensdauer begrenzt auf real vier bis sechs Jahre oder, mit viel Glück (= passendem Nutzungsprofil), 100.000 km. Hinzu kommt die hohe Selbstentladung, gerade bei (europäisch) kalten Temperaturen, die dazu führt, dass man, wenn nicht täglich genutzt, deutlich mehr Energie in den Akku pumpen muss, als im Prospekt versprochen.
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Und wer diese Energie nicht über ein paar hundert qm eigener Solarzellen und ein passendes Nutzungsprofil (Auto steht tagsüber daheim, wird fast nur nachts genutzt) kostengünstig aufladen kann, schaut auch finanziell in die Röhre, sogar bei Spritpreisen wie vor ein paar Jahren! (Forist roby111) Ich würde gerne hybrid-elektrisch fahren. Aber das ist derzeit noch zu teuer und nicht haltbar genug, also unökonomisch. Leider habe ich über die Jahre den Eindruck gewonnen, dass es in der gesamten Industrie keinen echten Willen zur Verbesserung des Konzepts Fahren gibt. Jeder versucht nur, Schlagzeilen und den schnellen Euro zu machen. Dabei spielt das Ziel offensichtlich schon gar keine Rolle mehr. Hauptsache wieder ein Superlativ. (anonym) Das schöne ist, je mehr Reichweite ein Fahrzeug hat, desto länger lebt der Akku, da er nicht so oft und so tief entladen wird. 1000 (Voll-)Ladezyklen mal 200 km (pessimistisch) macht auch 200k km. Und dann ist der Akku ja nicht kaputt, sondern hat nur noch 80 Prozent seiner Kapazi-



tät, also immer noch 160 km. Die kalendarische Alterung hat man soweit im Griff, dass die locker 15 Jahre halten.(anonym) Run Tesla run! Zeig es den eingebildeten deutschen Auto-Herstellern! Die Zukunft ist elektrisch. Wenn die deutschen AutoKonzerne Pleite gehen, ja dann wird ein Ruck durch Deutschland gehen. (anonym) Und die meisten konservativen deutschen Autohersteller riskieren nichts und verschlafen wieder einmal einen Trend. Dieselgate Made in Germany lässt grüssen! (Forist eksom) Vielleicht sollte man beachten, dass Tesla so aggressiv agieren muss und das aufgrund seiner Struktur auch kann. All in, andernfalls ist das Projekt tot. Es sind nicht nur die deutschen Autobauer, oder gibt es von den Koreanern, Japanern, Franzosen oder anderen US-Amerikanern ein zu Tesla vergleichbares Vorgehen? Ein Unternehmen muss Gewinne erwirtschaften. Bei Tesla scheint das keine Rolle zu spielen. Spielgeld hat der Herr Musk ja reichlich. Aber versuchen Sie das mal bei Geschäfts-



führern und Betriebsräten, die das nicht haben.(anonym) Ich fahre hybrid elektrisch und zwar einen Opel Ampera. Ich finde das Konzept sehr überzeugend. Mit 60 km rein elektrischer Reichweite kann ich meine täglichen Fahrten zur Arbeit meistens gut schaffen. Bei Minusgraden im Winter, kann der Verbrennungsmotor sehr gut heizen. Es gibt eine Garantie auf die Batterie von 8 Jahren bzw. 160.000 km. Ich habe bis jetzt ca. 60.000 km zurückgelegt, davon 90 % elektrisch. Das Fahrzeug wird zu Hause möglichst mit dem Strom aus einem BHKW geladen. Das Fahrzeug hat jetzt insgesamt knapp 100.000 km zurückgelegt. In den USA gibt es jetzt einen Nachfolger für den baugleichen Chevy Volt, wieder als Plugin Hybrid. Der Bolt ist m. E. ein rein elektrisches Fahrzeug, was in 2017 auch in Europa als Opel Ampera (neu) kommen soll. Der einzige Nachteil bei meinem Fahrzeug war der hohe Anschaffungspreis, weshalb ich ihn mir als Jahreswagen gekauft habe. Vom Fahrverhalten her, besonders in der Stadt, ist es das beste Fahrzeug, dass ich je hatte.(U. Hoegemeier) Kommentare red. gekürzt
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r UnseLLES E m U T K A gram Pro



TECH-WEBINARE



VERANSTALTUNGEN



www.elektronikpraxis.de/webinare



www.elektronikpraxis.de/event



Software-Entwicklung für IoT: Smart Tools in der industriellen Fertigung - Pilotprojekt



7. PCB-Designer-Tag 10. Mai 2016 www.pcbdesigner-tag.de



In dieser Webinar-Aufzeichnung sehen Sie einen Erfahrungsbericht zu IoT-Plattformen im Track-und-Trace-Pionierprojekt des Industrial Internet Consortiums (IIC). Das Track and Trace Testbett des IIC bringt das Internet der Dinge in die Fabrik. ThingWorx und Bosch Software Innovations beteiligen sich mit ihren Softwarelösungen an diesem Testbett. In den Anwendungen werden z.B. die genaue Position der Werkzeuge angezeigt, die vorgeschriebene Nutzung definiert und verschiedene Maßnahmen bei falscher Nutzung eingeleitet. Erfahren Sie im Webinar mehr über: - den Einsatz von intelligenten Werkzeugen in der Fertigung - die schnelle Entwicklung von IoT-Anwendungen - das Management von Heterogenität und Vielfalt - die einfache Anpassbarkeit von IoT-Lösungen Referenten: Christian Beier von ThingWorks und Kai Hackbarth von ProSyst (Bosch Gruppe)



Weitere On-Demand Webinare Elektromagnetische Verifikation von Baugruppen Ein EMV-gerechtes Design ist ausschlaggebend für den Erfolg eines Produkts. Erfahren Sie, wie Simulationen beitragen, die wesentlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Die detaillierte Betrachtung des EMV-Verhaltens von Elektronikbaugruppen steht im Fokus dieses Webinars. Schritt für Schritt und anhand verschiedener Beispielmodelle wird gezeigt, wie die systematische Analyse auf Basis moderner Simulationswerkzeuge hilft, Koppelpfade zu verstehen und Maßnahmen zu bewerten. U.a. werden vorgestellt: Schirmungsmaßnahmen für Elektronikbaugruppen; EMV-Zuverlässigkeit, Power- und Signalintegrität bei digitalen Hochgeschindigkeitsanwendungen.



10. Anwenderkongress Steckverbinder 6. - 8. Juni 2016, Würzburg www.steckverbinderkongress.de HF-Simulation von Antennen und RF-Komponenten 16. Juni 2016, Stuttgart www.b2bseminare.de/873 Industrie 4.0 - Das Seminar 22. - 23. Juni 2016, München www.b2bseminare.de/926 14. Würzburger EMS-Tag 23. Juni 2016, Würzburg www.ems-tag.de 11. Embedded Linux Woche 04. - 08. Juli 2016, Würzburg www.linux4embedded.de 3. Embedded Software Engineering Management Summit 5. Juli 2016, Würzburg www.ese-summit.de



DESIGN CORNER



www.elektronikpraxis.de/design_corner



Ausgleichsstrom für den Bleibatterie-Balancer berechnen www.elektronikpraxis.de/dn539 PMW-Signale in präzise analoge Spannungen umwandeln www.elektronikpraxis.de/dn538 Wandlerspezifikationen verstehen: Bandbreite wählen www.elektronikpraxis.de/adi527800



Referent: Dr. Christian Römelsberger, Physiker und EMVSpezialist bei CADFEM.



Entwicklungen im Bereich von Ultra Low Power www.elektronikpraxis.de/adi521593
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SERIE // POWER-TIPP



SIDO-Konverter für das Ernten von Energie Bilder: Analog Devices



FREDERIK DOSTAL *



Bild 1: Das SIDO Konzept mit dem ADP5091, einem Energy Harvesting IC



Bild 2: Nutzung von zwei unterschiedlichen Spannungen für ein Energy-HarvestingSystem



S



IDO steht für Single Inductor Dual Output, hierbei können mit einer Induktivität zwei unterschiedliche geregelte Spannungen erzeugt werden. Dieses Konzept ist nicht neu, es eignet sich aber gut in Architekturen zum Energieernten. Bild 1 zeigt das Grundkonzept eines SIDOKonverters anhand eines DC/DC-Wandlers zum Energy Harvesting. Die Energiequelle ist in unserem Beispiel eine Solarzelle mit einer entsprechenden Strom/Spannungskennlinie. Um möglichst viel Energie von dieser Solarzelle ‚ernten‘ zu können, muss die Eingangsimpedanz des ADP5091 DC/DCWandler-ICs geregelt werden. Dafür verwendet man eine MPPT-Regelung (maximum peak power point). Es wird immer so viel Strom aus der Solarzelle gezogen, dass



* Frederik Dostal ... arbeitet im technischen Management für Power Management in Industrieanwendungen bei Analog Devices in München.
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die Spannung nur zu einem gewissen Wert sinkt. Üblicherweise ist dies bei Solarzellen 70% der Spannung ohne Belastung, also der sogenannten „open loop“-Spannung. Dadurch wird die maximale Energie aus der Solarzelle gewonnen und durch die Boostregler-Schaltung (Bild 1) in einen Zwischenkreiskondensator oder Batterie gespeichert. Diese Art der Regelung stellt jedoch keine fest geregelte Ausgangsspannung zur Verfügung. Um dies zu erreichen, wird im neuen ADP5091 ein SIDO-Regler verwendet. Dieser ist in Bild 1 blau dargestellt. Er hängt mit einem Schalter am Schaltknoten und greift sich einen Teil des Induktivitätsstromes ab. Der Schalter wird mit einer Pulsbreite angesteuert, die eine genau geregelte Ausgangsspannung erzeugt. Nun hat das Energy-Harvesting-System sowohl eine Energiequelle zum Laden des Zwischenkreiskondensators als auch eine sehr effiziente und exakt geregelte Spannung zum Versorgen des Systems. Die Effizienz ist sehr hoch, da keine Kaskadierung von unter-



schiedlichen Reglern erfolgt, sondern nur zwei Regelschleifen in einem Regler verwendet werden. Was passiert jedoch, wenn gerade keine Energie geerntet wird oder wenn die MPPTgesteuerte Eingangsimpedanz des DC/DCWandlers nicht genügend Energie für die geregelte Spannung zulässt? Für diese Situationen gibt es einen zusätzlichen Energiepfad mit einem eingebauten Linearregler (LDO), in Bild 1 in grün dargestellt. Dieser schaltet sich zu, wenn von der Solarzelle nicht genügend Energie geliefert wird. Es wird dann ein Strompfad von der Zwischenkreisspannung (Kondensator oder Batterie) zur geregelten Spannung aufgebaut. Hierfür muss der Zwischenkreisspeicher aufgeladen sein und die Spannung an diesem Energiespeicher muss höher sein als der Wert auf den die geregelte Spannung eingestellt ist. Durch einen SIDO-Konverter kann also ein sehr effizientes, kompaktes und günstiges System zum Erzeugen einer Zwischenkreisspannung zur Energiespeicherung sowie eine fest geregelte Spannung erzeugt werden. Man kann auch noch einen Schritt weiter gehen. Die Spannung an ‚bat out‘ kann auch für den Betrieb im System verwendet werden. Wenn z.B. in einem Sensor mit Funkanbindung und Energy Harvesting 3,3 und 1,8 V benötigt werden, kann die eine obere Spannungsschwelle für den Energiespeicher eingestellt werden. Dann beendet der ADP5091 die Energieernte aus der Solarzelle, wenn eine maximale Spannung erreicht ist. Diese kann z.B. auf 3,6 V gesetzt werden. Diese Spannung kann auch eine Last versorgen. Die zweite Spannung von 1,8 V wird dann durch den SIDO bzw. den LDO erzeugt. Bild 2 zeigt diese Einsatzart für zwei genutzte Spannungen in einem System. Der Nachteil ist die größere Spannungshysterese, die für eine vernünftige Energiespeicherung eine gewisse Breite aufweisen muss. Es kann dazu kommen, dass Energie von der Solarzelle teilweise nicht verwendet wird, da die eingestellte obere Schwelle der Zwischenkreisspannung erreicht wurde. // KR Analog Devices
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10. Anwenderkongress



Steckverbinder 0 6 . – 0 8 . Juni 2 016, Vogel Convention Center Wür zburg Europas größter Fachkongress zum Thema ist der Pﬂichttermin für alle, die Steckverbinder entwickeln oder einsetzen und interessante Kontakte knüpfen möchten. HIGHLIGHT-VORTRÄGE USB-C – Mythos oder Realität? PCN-Prozesse und Produktabkündigungen aus Sicht der Anwender und Hersteller Aluminium-/Kupferverbundwerkstoffe, die goldene Mitte zwischen Leichtbau und Leistung? Aluminium als Alternative zu Kupfer



www.steckverbinderkongress.de www.vogel.de



VERANSTALTER:



VERBINDUNGSTECHNIK // STECKVERBINDER



TITELSTORY Auch bei schweren Industriesteckverbindern ist der Platzbedarf ein Thema. Der Trend zur Miniaturisierung macht vor der Automatisierung nicht Halt und so schrumpft mit den Schaltschränken auch oft der vorhandene Platz für Schnittstellen. Die Anzahl der Schnittstellen und Kontakte wird durch „Industrie 4.0“ mit der höheren Komplexität und den flexibel und modular aufgebauten Fertigungsstraßen zunehmen. Dabei sind die Anschlussschnelligkeit und die Anschlusssicherheit wichtig. Dafür ist die Serie CDSH gedacht. Die Einsätze passen in die Standardgehäuseserien, bieten aber eine deutlich höhere Kontaktdichte mit einer werkzeuglosen, wartungsfreien Schnellanschlusstechnik.
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Hohe Kontaktdichten mit einfacher Anschlusstechnik Schraubverbindungen sind nicht mehr Stand der Technik und Crimpen ist nicht perfekt. Der Beitrag zeigt die Möglichkeiten des Käfigzugfederanschlusses in Bezug auf höhere Kontaktdichten. MARC THIEDECKE *



S



eit 20 Jahren geraten herkömmliche Schraubverbindungen in allen Bereichen der industriellen Elektrotechnik immer mehr in die Kritik. Sei es, weil sie nicht vibrationsfest sind oder gewartet werden müssen, weil Temperaturschwankungen und Stromfluss zur Lockerung der Verbindung führen oder weil feste Vorgaben von Schraubendrehergrößen und Drehmomenten gemacht werden müssen. All das zusammen ist nur schwer in ein QS-System integrierbar. Einen Ausweg schien die Crimptechnologie als perfekte elektrische Verbindung zu bieten. Ist eine Crimpverbindung nach IEC- oder MILNorm fertiggestellt, lässt sie in der Regel keine elektrotechnischen Wünsche offen. Der Leiter und der Kontakt sind miteinander gasdicht verpresst. In Verbindung mit hohen Auszugskräften sichert diese Technik perfekte elektrotechnische Verbindungen über viele Jahre, auch im hochindustriellen Umfeld. Allerdings gibt es einen Nachteil: Zur Herstellung einer Crimpverbindung nach MILoder IEC-Norm benötigt man eine vom Hersteller zugelassene Crimpzange. Die in den Kontakt eindringenden Indenter und Kräfte müssen exakt bemessen werden, je nach Querschnitt und Kontaktart. Diese Zange führt dazu, dass die exportorientierte Maschinenbauindustrie häufig Crimptechnologien wegen der Probleme im Servicefall nicht einsetzen möchte. Steht eine Maschine in fernen Ländern, ist ein derartiges spezielles Crimpwerkzeug in der Regel nicht verfügbar. Selbst wenn der Hersteller dieses mit Bedienungsanleitungen



* Marc Thiedecke ... ist Geschäftsführer bei ILME in Wiehl.
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versendet, ist die Wiederinbetriebnahme der Anlage schwierig und langwierig. Die teure Zange bleibt meist für immer verschwunden. Aus diesen Gründen verbreiten sich seit 20 Jahren in vielen elektrotechnischen Anschlussbereichen Käfigzugfederanschlusssysteme immer weiter. Die klassische Käfigzugfederanschlussklemme bietet einen relativ leichten Anschluss mittels eines Standard-Schraubendrehers, ist wartungsfrei und stellt eine gasdichte Verbindung her. Sie ist flexibel, für unterschiedliche Querschnitte einsetzbar und völlig vibrationsfest. Auf Basis solcher Käfigzugfedersysteme hat der Steckverbinderhersteller ILME bereits vor neun Jahren ein spezielles Schnellanschlusssystem namens SQUICH entwickelt. Hier entfällt das übliche Öffnen der Kontaktkammer mit einem Schraubendreher. Die Kammer ist immer zu 100% geöffnet, ein Schraubendreher oder anders geartetes



Werkzeug wird hier zum Anschluss gar nicht erst benötigt. Die Anschlussphilosophie, also ob der Anwender eine Aderendhülse verwendet oder nicht, ob er einen starren oder flexiblen Draht benutzt, wird vollständig dem Anwender überlassen. Die Technologie nimmt alle drei Arten in der offenen Kontaktkammer problemlos auf. Mittels Herunterdrücken des



Bild 1: Steckgesicht Standard im Vergleich zu CDS bzw. CDSH
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Bild 2: Vergleich Kontaktanzahl Standard zu CDSH Steckverbinder bei gleichen Außenabmessungen.



Bild 3: Codiermöglichkeiten (Ausschnitt mit Codierstiften)



orangefarbenen Verriegelungselements wird die Verbindung dann sicher, schnell und zu 100% reproduzierbar hergestellt. Im Vergleich zu herkömmlichen Schrauboder Käfigzugfederanschlüssen reduziert sich die Verdrahtungszeit um bis zu 50%. Eine Kontrollöffnung in jedem Anschlusselement bietet die Möglichkeit, am stromführenden Steckverbinder oder der laufenden Maschine im angeschlossenen Zustand auf jedem Kontakt eine Prüfung vorzunehmen. Das Einführen von Messspitzen bis zu einem Durchmesser von 2,2 mm ist hier vorgesehen worden. Durch den Zustand des Verriegelungselements „auf“ oder „zu“ lässt sich schnell optisch unterscheiden, welche Kontakte bereits angeschlossen und verdrahtet sind und welche nicht. Im Sinne eines QM-Systems gibt es nur die Zustände „angeschlossen“ und „nicht angeschlossen“. Fra-



gen nach Drehmoment oder Öffnungs- und Spannungsgrad der Feder stellen sich nicht. Muss ein Leiter wieder gelöst werden, lassen sich die Verriegelungselemente mit Hilfe eines Schraubendrehers mit einer Klingenbreite von 3 mm wieder öffnen. Der Schraubendreher wird hierzu in die Öffnung der Verriegelungstaste eingeführt und leicht nach unten gedrückt. Die Taste hebt sich und die Käfigzugfederklemme wird geöffnet. ILME hat in den Jahren seit 2010 drei verschiedene Kontakteinsatzserien mit dieser neuartigen Anschlusstechnik bestückt. Angefangen mit den 06/10/16/24poligen als Standardsteckverbinder bekannten Serien 16 A / 500 V, fortgesetzt über die 3 bis 10poligen Einsätze für 16 A / 830 V wurden im letzten Jahr die A-Baureihen 10 und 16polig für 16 A / 250 V vorgestellt. Zur diesjährigen Hannover Messe trumpft das Unternehmen



„Die Kontaktdichte von CDSH verschiebt die Schwelle, ab welcher der Anwender nur noch crimpen kann, um bis zu 80 Prozent nach oben.“



in Halle 9, Stand F80 mit einem verdichteten Steckverbinder der Baureihe CDSH auf. Die konstant steigende Nachfrage nach immer höherer Kontaktdichte ohne größeren Platzbedarf führte schon vor zwei Jahren zur Entwicklung der CDS-Baureihe in Käfigzugfederanschlusstechnik (Bild 1). Die Steckverbinder dieser Serie bieten bis zu 84 Kontakte bei gleicher Größe wie die Standardausführungen mit Schraub- oder Käfigzugfederanschluss. Durch diese aktuelle Kompaktklasse ist es möglich, im Standardformat, wo früher 24 Käfigzugfederkontakte Platz fanden, heute bis zu 42 Kontakte in der Schnellanschlusstechnik SQUICH zu nutzen. Auf der Vorderseite der aktuellen Einsatzgeneration können bis zu 14 Codierstifte sehr einfach eingesteckt werden. Dies führt zu einer enormen Anzahl von Codiermöglichkeiten. Diese hohe Kontaktzahl bei gleichem Platzbedarf bietet gute Möglichkeiten bei Neuentwicklungen oder auch bei Umbauten, wo man nur noch den Steckverbindereinsatz tauschen muss, um mehr Kontakte zu erhalten. Somit entfällt der aufwändige Einbau zusätzlicher, neuer Schnittstellen und Gehäuse (Bild 3). Die elektrischen Eigenschaften der CDSHSteckverbinder sind gemäß EN 61984: Ein Nennstrom von 10 A, eine Nennspannung von 400 V, eine Bemessungsstoßspannung von 6 kV bei dem Verschmutzungsgrad 3. Die Einsätze sind mit versilberten Messingkontakten für den Umgebungstemperaturbereich von –40 bis 125 °C erhältlich. // KR ILME



PRAXIS WERT Die Vorteile der Serie CDSH „ Hohe Kontaktdichte bei gleicher Einsatzgröße verglichen mit herkömmlichen Steckverbindern geeignet für Leiterquerschnitte bis 2,5 mm2 (ohne Aderendhülse) und Leiterquerschnitte von 0,14 bis 1,5 mm2 (mit oder ohne Aderendhülse) , „ Anschluss ohne Werkzeug nur durch Tastendruck, „ 50% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Anschlusstechnologien, „ vielfache Codiermöglichkeiten.



Marc Thiedecke, Ilme
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SCHWERE INDUSTRIESTECKVERBINDER



Marc Thiedecke, Ilme: Schnellanschlusssysteme sind im Idealfall schnell, einfach und sicher zu bedienen und erfordern kein Spezialwerkzeug und keine speziellen Kenntnisse.



Bis zu 80 Prozent erhöhte Kontaktanzahl in den Standardbaugrößen Warum sind Schraubverbindungen heute nicht mehr Stand der Technik? Schraubverbindungen sind nicht vibrationsfest. Sie verändern sich durch Temperaturschwankungen und den Fluss des Leitermaterials. Hierdurch sind sie faktisch eine zu wartende Verbindung, was aber in der Praxis unmöglich erscheint. Zur Produktion müssen Schraubendreherklingen und Drehmomente vorgeschrieben und eingehalten werden, die Überwachung hiervon ist aufwändig. Worin bestehen die Nachteile von CrimpVerbindungen? Crimpverbindungen nach IEC- oder MIL-Norm sind elektrotechnisch perfekt. Lediglich die Herstellung ist etwas aufwändiger als bei anderen Verbindungen, weil der Leiter ja außerhalb des Kontakteinsatzes mit dem Kontakt verbunden werden muss. Dann muss entweder der Kontakt oder der Kontakteinsatz über ein Haltesystem verfügen, welches den Kontakt in der richtigen Position des Einsatzes festhält. Der Nachteil dieses Prozesses ist das hierzu notwendige Spezialwerkzeug, in der Regel eine Crimpzange oder ein entsprechender Automat. Viele Maschinenbauer setzen keine Crimptechnologien ein, weil im Servicefall beim Kunden dann das Werkzeug gebraucht wird. Werkzeuge sind oft teuer und ein Maschinenbaukunde wird es vermeiden, nur für den seltenen Servicefall alle nötigen Spezialwerkzeuge vorzuhalten.
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Was waren Ihre Intentionen bei der Entwicklung von CDSH? Wir wollten mehr Kontakte auf kleinem Raum anbieten, ohne dass man auf den „SQUICH Effekt“ verzichten muss. Wie unterscheidet sich CDSH von Marktbegleiter-Produkten? CDSH unterscheidet sich durch die um bis zu 80% erhöhte Kontaktanzahl in den Standardbaugrößen. Eine hohe Kontaktdichte ist eine Stärke der Crimptechnik, wird dabei durch das Manko der benötigten Spezialwerkzeuge erkauft. Unsere Schnellanschlusstechnik SQUICH bietet außerdem den werkzeuglosen Anschluss von Leitern mit oder ohne Aderendhülse und ist intuitiv bedienbar. Andere Anschlusstechniken, wie z.B. die Schneidklemmtechnik oder die Push-In-Technik, haben einige Einschränkungen. Push-In-Systeme sind z.B. oft nicht für sehr kleine Leiter und/oder Leiter ohne Aderendhülse praktikabel, weil man mit dem Leiter gegen die Presskraft der Feder arbeiten muss, um die Kammer zu öffnen. Schneidklemmtechnik dagegen ist nicht mit Aderendhülse zu verwenden und der Leiter ist beim mehrmaligen Anschließen stets nachzubearbeiten. Mit SQUICH hat der Anwender die freie Entscheidung und die Bedienung erschließt sich praktisch von selbst, was beim weltweiten Einsatz ein wichtiger Faktor ist. Dies ist auch der Grund für den konsequenten Ausbau unserer Einsatzserien mit dieser Technologie.
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Der innovative Weg zu „Plug and Produce“ Im Beitrag wird die Entwicklung kompakter Feldgeräte vorgestellt, die den Schlüsselfaktoren von „Industrie 4.0“ und aktuellen Trends im Maschinenbau und in der Automatisierung Rechnung tragen. THOMAS J. SCHÖPF *



D



ie Herstellung maßgeschneiderter der Forderung nach schnelleren SteuerungsProdukte zum Preis eines Massenpro- zyklen für zeitkritische Anwendungen wie duktes erfordert größere Flexibilität etwa der Auslösung von Kamerasystemen und einen effizienteren Einsatz von Ressour- innerhalb weniger Mikrosekunden. cen und Energie. In Deutschland haben sich Trends in der industriellen Wirtschaft und Wissenschaft in der Vision Automatisierung „Industrie 4.0“ zusammengeschlossen, um Der aktuelle Stand der Technik für die inneue Produktionsansätze zu entwickeln, welche sich das Internet der Dinge, Daten dustrielle Automatisierung lässt sich mit der und Dienste zu Nutze machen [1]. klassischen, in Bild 1 gezeigten AutomatisieIm Mittelpunkt von „Industrie 4.0“ steht rungspyramide veranschaulichen. Belden verfügt heute mit den Marken Beldabei die vernetzte intelligente Fabrik (Smart Factory), die nur das produziert, was benö- den, Lumberg Automation und Hirschmann tigt wird. Dabei werden intelligente Maschi- über alle erforderlichen Netzwerkkomponen, Produktionsanlagen und Lagersysteme nenten für die Feldebene zum zuverlässigen als Cyber-Physikalische Systeme (CPS) ver- Austausch von Sensor- und Aktordaten mit netzt. Diese Systeme können selbständig einer zentralen speicherprogrammierbaInformationen austauschen, Aktionen aus- ren Steuerung (SPS). Die Realisierung führen und sich gegenseitig steuern. Selbst von „Industrie 4.0“ wird vorausdie Bauteile, aus denen ein Produkt entste- sichtlich zur Verlagerung eines hen soll, sind Informationsträger, kommu- Großteils der diskreten Steuenizieren mit Mensch und Maschine und tau- rungsaufgaben (geschätzte 80%) in die Feldebene schen aktuelle Zustandsdaten aus. Die Daten- und Informationsanalyse von bedeuten. Bauteilen, Maschinen und Prozessen erlaubt es, Fehler zu beheben, bevor sie auftreten. Durch die spontane Vernetzung von Mensch, Maschine und Bauteilen wird die Fabrik der Zukunft flexibler und widerstandsfähiger gegenüber unvorhersehbaren Ereignissen. Im vorliegenden Beitrag wird die Entwicklung einer neuen Produktfamilie kompakter Feldgeräte und der zugehörigen Anschlusstechnik vorgestellt, die den Schlüsselfaktoren von „Industrie 4.0“ sowie aktuellen Trends im Maschinenbau und der Systemintegration der industriellen Automatisierung Rechnung tragen: vornehmlich dem Trend Kompakte Feldgeräte: LioN-P ist das Flagschiff vom Schalteiner Familie kompakter, multifunktionaler schrank in die und zukunftssicherer Feldgeräte von Lumberg Bil Automation. Feldebene und de r: B eld en
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Das Internet der Dinge, Daten und Dienste ermöglicht, wie bereits erwähnt, neue wissensbasierte Dienstleistungen, die nun eine Fernübertragung von Sensor- und Aktordaten bis in eine „Cloud“ (Cloud-Kommunikation) bedingen. Dieser Datenaustausch sollte dieselben Wege wie die der Prozess- und Feldkommunikation benutzen, ohne letztere jedoch zu beeinträchtigen.



Systemlösung für die Feldebene Die wesentlichen Funktionen heutiger industrieller Automatisierungssysteme, wie z.B. Energieverteilung, Leitungsschutz, funktionale Sicherheit und industrielle Netzwerkinfrastruktur sind in Schaltschränken untergebracht. Für reine Feldinstallationen (IP67 bis IP69K) müssen diese von „Plug-and-Produce“fähigen Feldgeräten übernommen werden. LioN-Power bezeichnet eine neue Produktfamilie solcher Geräte für die Smart Factory. Zurzeit besteht sie aus aktiven E/AModulen, E/A-Hubs, einer programmierbaren Steuerung, Ethernet-Switches samt allen erforderlichen Steckverbindern und Kabeln (Bild 2). Weitere Geräte, wie etwa zur Leistungsverteilung, Spannungsversorgung und Cloud-Kommunikation befinden sich in der Entwicklung. Steckverbinder und Kabel: Das „Plug-andProduce“-Konzept für die Feldebene erfordert Steckverbindungen, die internationalen Standards sowie den Schutzarten IP65, IP67



* Dr. Thomas J. Schöpf ... ist Director R&D bei der Belden Deutschland GmbH in Neckartenzlingen.
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Han® ES Press Leichtes Spiel mit einem Klick.



Bild 1: Die Auswirkungen von Industrie 4.0 auf die industrielle Automatisierung



und IP69K (gemäß DIN EN 60529) entsprechen. Umspritzte Rundsteckverbinder mit M8- und M12-Gewinde bieten einen besonders hohen Schutz gegen Feuchtigkeit und Schmutz und sind in vielfältigen Varianten erhältlich. S-, L-, K- und T-kodierte M12-Power-Steckverbinder von Lumberg Automation (gemäß 61076-2-111/CD ©IEC) bieten eine kostengünstige, zuverlässige und flexible Lösung für eine Stromübertragung bis zu 16 A. Diese neuen Steckverbinder verringern den Verkabelungsaufwand und benötigen im Vergleich zu klassischen 7/8-Zoll-Steckverbindern deutlich weniger Platz auf dem jeweiligen Endgerät und ermöglichen dadurch ein kompaktes Gerätedesign (Bild 3). L-kodierte M12-Steckverbinder sind auch als die neue Standard 24-V-Geräteverbindung für PROFINET vorgesehen. Mit L- oder K-kodierten M12-Power-Steckverbindern konfektionierte Anschlussleitungen mit einem Leiterquerschnitt von 2,5 mm2 sorgen für geringe Übertragungsverluste bei hohen Temperaturen bis 125 °C. Noch kompaktere Kabelführung und einfachere Installationen lassen sich mit Y-kodierten M12-Steckverbindern gemäß 61076-2113/CD©IEC erreichen (Bild 3), welche Leistungs- und Datenübertragung in einem Kabel ermöglichen (6 A/24 V, 100 MBit/s). Aktive E/A-Module: Aktive E/A-Module dienen zur Anbindung von Sensoren und Aktoren, um deren Daten über ein industrielles Ethernet-Netzwerk an eine SPS zu übertragen. Aus den zahlreichen industriellen Ethernet-Protokollen werden PROFINET, EtherNet/IP und EtherCat als besonders erfolgversprechend angesehen.
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Die schiere Anzahl der heute installierten verschiedenen Protokolle sowie die jeweilige regionale Präferenz erfordern einen zusätzlichen Aufwand beim Bau von Maschinen und Anlagen für den globalen Einsatz. Moderne aktive E/A-Module mindern diesen Aufwand, indem sie mehrere Protokolle in einem Gerät unterstützen und dadurch in unterschiedlichen Netzwerken eingesetzt werden können. Bei allen Multiprotokoll E/A-Modulen der Familie LioN-Power kann das erforderliche Protokoll sehr komfortabel mittels Drehschalter eingestellt werden. Auf der Ein-/Ausgangsseite hat sich IOLink als leistungsfähiger und zukunftsträchtiger Standard etabliert. So hat zwischen 2012 und 2014 die Zahl der installierten IO-LinkKnoten jährlich um durchschnittlich 79 % zugenommen. IO-Link entspricht dem internationalen Standard IEC 61131-9, ist unabhängig vom Netzprotokoll und ermöglicht eine umfassende Diagnose und Parametrierung von Sensoren und Aktoren. Aktive E/A-Module bieten neben IO-Link-Ports auch digitale Einund Ausgänge für größere Flexibilität und Funktionalität. Alle LioN-Power IO-Link Master führen IOLink-Ports der Klasse A und stromstärkere Ports der Klasse B (beide über M12 A-kodiert oder M8 5-polig) zum Anschluss von Endgeräten höheren Leistungsbedarfs. Aktive E/A-Module müssen mit der zunehmenden Miniaturisierung Schritt halten und den aktuellen Sicherheitsanforderungen an elektrische Geräte nach UL 61010-1 entsprechen. Geringe Geräteabmessungen lassen sich durch den Einsatz von M12-Y-kodierten Hybrid-Steckverbinder in Kombination mit
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Der Steckverbinder zur schnellen Potenzialvervielfachung. Einfache Kontaktbrückung durch Steckbrücken im Steckverbinder Schnelle Realisierung von Potenzial vervielfachungen sowie SternDreieck Brücken Prozesssichere und zeitsparende Montage dank werkzeugloser Schnellanschlusstechnologie Steckkompatibel mit Han E®, Han® ES und Han® ESS – dem weltweiten Standard Betriebszustandsmessung durch eine integrierte Prüfspitzenöffnung Mehr erfahren Sie unter 0571 88960 oder mailen Sie an [email protected]



www.HARTING.de



VERBINDUNGSTECHNIK // INDUSTRIE 4.0



Bild 2: Schematisiertes Netzwerk kompakter „Plug and Produce“-Feldgeräte



M8-Steckverbindern (gemäß IEC 61076-2-104) für alle E/A-Anschlüsse erreichen (Bild 3). E/A-Hub: E/A-Hubs sind IO-Link-Slave Geräte, die eine Erweiterung von Maschinen und Anlagen ermöglichen. Hierzu wird die Punkt-zu-Punkt-Kommunikation von IOLink zur Leistungs- und Datenübertragung von bis zu 16 digitalen E/A über Entfernungen bis zu 20 m genutzt. Für längere Distanzen (bis zu 100 m) und/oder mehr als 16 E/APorts (in Reihe) sind Subbus-Lösungen wie das LioN-Link-System erhältlich.



Dezentrale Steuerung (Distributed Control Unit, DCU): Dezentrale, in einem Netzwerk kollaborierende Steuerungseinheiten (DCU), sind cyber-physikalische Systeme und können durch aktive E/A-Module mit integrierter speicherprogrammierbarer Steuerungseinheit realisiert werden. Damit sind diese Module in der Lage, neben der Übertragung von Ein- und Ausgangsdaten diese auch zu verarbeiten: von einfachen logischen Funktionen bis hin zur Lösung komplexerer Steuerungsaufgaben.



Beispielsweise kann die DCU in einer typischen Sortierförderanlage die Aufgabe übernehmen, Teile oder Werkstückträger mithilfe ihrer Barcode- oder RFID-Information an entsprechender Stelle auf ein anderes Band umzulenken oder vom Band zu stoßen (Bild 2). Solche und ähnliche Aufgaben (z.B: die eines Drehtisches oder Werkzeugwechslers) kann eine DCU entweder als Slave einer zentralen SPS oder als unabhängige Steuerung übernehmen. Die Rechenkapazität einer DCU kann außerdem dazu genutzt werden, um Diagnosedaten für eine vorbeugende Wartung und andere Cloud-Dienste aufzubereiten. Die Cloud-Kommunikation muss parallel auf der vorhandenen Netzinfrastruktur erfolgen und darf die Prozesskommunikation nicht beeinträchtigen. OPC UA wird dabei als zukunftsträchtigstes Standardprotokoll für Kompatibilität angesehen. Ethernet-Switches: Die Nachfrage nach feldtauglichen Ethernet-Switches wächst mit der Zahl Ethernet-fähiger Endgeräte. Die meisten aktiven E/A-Module und hochwertigen Ethernet-Sensoren ermöglichen heute durch den integrierten 2-Port-Switch eine Verkettung (Daisy Chain), die jedoch bald nicht mehr ausreichen dürfte. Gegenwärtig reichen Ethernet-Switches mit 100-MBit/sPorts (M12 D-kodiert) für die meisten industriellen Anwendungen noch aus. Der Hybridanschluss (M12, Y-kodiert, Bild 3) bietet leistungshungrigen Feldkomponenten eine direkte Verbindung in das industrielle Ethernet sowie eine zweifache Leistungsversorgung zu je 24 V/6 A. Damit ist der Hybridanschluss auch den stärksten POE-Anschlüssen (48 V/25,5 W) überlegen. Für die Umsetzung von Industrie 4.0 ist die Entwicklung und Implementierung internationaler Standards sowie die Konstruktion kompatibler „Plug-and-Produce“-Systeme und -Komponenten entscheidend. Die neue Familie kompakter Feldgeräte, LioN-Power, basiert auf den neuesten internationalen Standards, bietet eine speicherprogrammierbare Steuerungseinheit (DCU) und stellt eine sichere Cloud- und Prozesskommunikation sicher. Dadurch ermöglicht LioN-Power cyber-physikalische Systeme sowie neue Cloud-Dienste und lässt damit die Realisierung von Industrie 4.0 ein gutes Stück näher rücken. // KR Belden Literatur



Bild 3: Ermöglichte Miniaturisierung durch neue M12/M8 Steckverbinder – kompakte LioN-Power Feldgeräte
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[1] Bauer, K. et al.: „Umsetzungsempfehlungen für das Zukunftsprojekt INDUSTRIE 4.0 – Abschlussbericht“, http://www.acatech.de, 04/2013.
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Die neue Art zu kontaktieren Direktsteckverbinder mit SKEDD-Technologie Phoenix Contact präsentiert die weltweit ersten Direktsteckverbinder mit Push-in-Federanschluss. Dank SKEDD-Technologie reduzieren Sie Ihre Bauteilund Prozesskosten deutlich. Positionieren, einstecken und verrasten: So einfach verbinden Sie die Serie SDC mit der Leiterplatte.



Mehr Informationen unter Telefon (0 52 35) 3-1 20 00 oder www.phoenixcontact.de/skedd



DC 07-16.000.L1 © PHOENIX CONTACT 2016



VERBINDUNGSTECHNIK // LEITERPLATTENSTECKVERBINDER



Der Kleine für die großen Herausforderungen Bild: Harting



Leiterplattensteckverbinder müssen besonders hohe mechanische Belastungen aufnehmen. Der Miniaturisierung sind an dieser Stelle allerdings Grenzen gesetzt. Eine Lösung bietet har-flex THR. Anders als im Consumer-Bereich kann sich die Industrieelektronik nicht beliebig kleiner SMT-Steckverbinder bedienen. Die Herausforderung liegt daher in der Industrie-tauglichen Miniaturisierung, deren oberstes Gebot weiterhin die Zuverlässigkeit ist. Genau hier setzt Harting mit den aktuellen har-flex THR-Varianten an. THR steht für Through Hole Reflow und beschreibt die Anschlusstechnik der seitlich angebrachten Niederhalter (Einlötpfosten).



Industrie-taugliche Miniaturisierung



Leiterplattensteckverbinder: Die Schnittstelle zwischen zwei Leiterplatten ist besonders hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt. Hier setzt der har-flex THR an.



M



it dem Trend zu Industrie 4.0 wird zunehmend Intelligenz direkt in den Fertigungsprozess integriert. Damit steigt der Bedarf an immer kleinerer dezentraler Steuerungs- und Antriebstechnik. Doch kleiner ist nicht immer besser. Raue Industriebedingungen setzen dem Miniaturisierungsstreben Grenzen. Die Herausforderung liegt in der industrietauglichen Miniaturisierung, die eben nicht zulasten der Zuverlässigkeit geht. Das gilt insbesondere für MezzanineSteckverbinder, die als Schnittstelle zwischen zwei Leiterplatten fungieren und somit besonders hohe mechanische Belastungen aufnehmen müssen. Die jeweils benötigte passgenaue Funktionalität wird vom Kunden vorausgesetzt. Um
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diesen Anforderungen gerecht zu werden und gleichzeitig die eigene Variantenvielfalt in der Produktion überschaubar zu halten, setzen immer mehr Automatisierer auf modular aufgebaute Elektronikplattformen.



Modular aufgebaute Elektronikplattformen Diese lassen sich durch steckbare Funktionsbaugruppen flexibel erweitern und so den Anforderungen der Applikationen individuell anpassen. Als Schnittstelle fungieren Leiterplattensteckverbinder, die möglichst kompakt und oberflächenseitig verlötbar sein sollen. Automatische Verarbeitung wird vorausgesetzt. Doch raue Industriebedingungen setzen diesem Miniaturisierungsstreben klare Grenzen.



Die Leiterplattensteckverbinder stellen trotz ihrer geringen Größe im Rastermaß 1,27 mm eine äußerst stabile Verbindung zur Leiterplatte her. Eine spezielle SMT-Fixierung sorgt für eine robuste Verbindung mit der Leiterplatte und nimmt Steck- und Ziehkräfte auf, damit die Lötkontakte anschlussseitig entlastet werden. Damit sind die Steckverbinder gut geeignet für mechanisch anspruchsvolle Anwendungen, die bisher größeren Steckverbindern vorbehalten waren. Oberflächenseitig verlötete SMT-Signalkontakte ermöglichen eine weiterhin flexible Entflechtung der Leiterbahnen auf der Platine sowie deren weitestgehend beidseitige Nutzbarkeit. Dank Tape-and-Reel-Verpackung und Reflow-Lötfähigkeit lassen sich die har-flex THR Varianten in den automatischen Bestückungsprozess anderer SMD-Bauteile einfach integrieren. Die Steckverbinder beeindrucken insgesamt durch ihre gelungene Kombination aus Miniaturisierung, Robustheit und automatisierbarer Verarbeitung. Die THR-Varianten sind in diversen Polzahlen zwischen 6 und 100 als gerade Messerleisten (Stapelhöhen 1,75 und 3,25 mm), als gerade Federleisten (Stapelhöhen 6,25 und 9,05 mm) sowie als gewinkelte Messerleisten erhältlich. // KR Harting
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AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK



POWER-VERTEILER



Leistung richtig verteilen ESCHA hat M12x1-Power-Verteiler in den drei Bauformen T, H (eine Einspeisung, drei Abgänge) und h (eine Einspeisung, zwei Abgänge) im Angebot. Zusammen mit den umspritzten Anschluss- und Verbindungsleitungen für M12x1 Power, die über einen Anschlussquerschnitt bis 2,5mm² verfügen, kann die Spannungsversorgung für Endgeräte nun dezentral verteilt werden. Dieser große Querschnitt gestattet im Gegensatz zu kleinen Querschnitten eine große Ausdehnung der Powerverteilung und – insbesondere bei Gleichspannungsverteilung – einen geringeren Spannungsabfall. Die Power-Verteiler bilden neben den Steckverbindern einen weiteren wichtigen Baustein, um eine strukturierte Verkabelung ähnlich einer Busverkabelung zu ermöglichen. Power-Verteiler mit S-Codierung eignen sich insbesondere für Wechselstroman-



fujitsu.com/feeu



wendungen (AC-Applikationen mit bis zu 12 A / 630 V), während die Verteiler mit T-Codierung für Gleichstromanwendungen (DCApplikationen mit bis zu 12 A / 63 V) ausgelegt sind. Die PowerVerteiler wurden von Grund auf neu entwickelt und erfüllen die Anforderungen der Schutzklassen IP65, IP67 und IP68 sowie nach UL.



Kein Spezialwerkzeug fürs Feld le, einfache und robuste Verbindung in rauen Umgebungen. Durch die IDC-Kontaktierung und den unverlierbaren Litzenmanager lässt sich der Steckverbinder sicher und schnell ohne Spezialwerkzeug im Feld konfektionieren. Mit dem übersichtlichen Belegungsplan können die farbigen Litzen schnell den korrekten Positionen im Steckverbinder zugeordnet werden. Die IDC-Kontakte können flexible oder starre Aderquerschnitte von AWG 27 bis AWG 22 aufnehmen und sind somit für einen weiten Bereich von Industriekabeln geeignet. Die Serie ist in Kunststoff und Kunststoff metallisiert verfügbar. Zum Schutz der Steckverbindung vor Verschmutzung und Feuchtigkeit im ungesteckten Zustand ist eine Schutzkappe mit Halteband erhältlich. Conec
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Oliver Glenz, Senior Sales Manager FEEU



Escha



RJ45



Ein feldkonfektionierbarer Cat.6EA-Steckverbinder ist das jüngste Mitglied in der Steckverbinderfamilie IP67 RJ45 von Conec. Mit der Serie IP67 RJ45 können Datenraten bis zu 10 Gigabit Ethernet übertragen werden. Die Steckverbinderserie ist für industrielle Ethernetverkabelungen mit dem Schutzgrad IP67 ausgelegt und der Bajonettverschluss ermöglicht eine schnel-



„Innovation ist der Motor des Fortschritts. Als Gateway zu herausragenden Technologien auf der einen und Märkten auf der anderen Seite stehen wir für Innovation ohne Hürden.“
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Accelerating Global Innovation Seit Januar 2016 steht Ihnen Fujitsu Electronics Europe als Value Added Distributor beratend zur Seite. Ihre Vorteile: • Passgenaue Best-of-Breed-Lösungen für Ihre Roadmap • Expertenwissen auf höchstem technologischen Niveau • Mehrfach ausgezeichnete globale Lieferkette für umfassende Planungssicherheit



AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK



NETZGERÄTE-STECKVERBINDER



SCHWEISS-STECKVERBINDER



Absoluter Halt bei 10 Ampère



Lumberg hat sein Portfolio an DC-Netzgeräte-Steckverbindern um zwei Typen ergänzt. Zugeschnitten auf Einsätze, bei denen es auf hohe Ziehkräfte bei gleichzeitig für den Kleinspannungsbereich hohen Bemessungsströmen bis 10 A ankommt, ist die Einbaukupplung, ergänzt um den passenden Netzgerätestecker, jetzt für den Markt verfügbar. Die Strombelastbarkeit beträgt 10 A. Liegt der Standard



Passend für Leichtbaukonzepte



dieser Netzgeräte-Stecker in der Regel bei bis zu 2 A, ist die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten mit dem neuen Stecker-Paar erheblich erweitert. Die Einbaukupplung in gerader Ausführung für die Frontmontage weist mit bis zu 15 N Ziehkraft zudem eine Tragfähigkeit auf, die auch das Abhängen von Geräten erlaubt. Dadurch ergeben sich vielfältige Nutzungsmöglichkeiten, wenn es auf den Halt ankommt, wie in der Industrie bzw. Mess- und Regeltechnik verstärkt gefordert. Der Kontaktträger von Einbaukupplung und Stecker ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff und nach UL94 V0 klassifiziert, die Kontakte aus vernickeltem Messing. Lumberg



Mit dem aktuellen Mitglied der Roboticline RobiFix-Mini hat Multi-Contact eine weitere Lösung für die HochfrequenzSchweißtechnik geschaffen. Durch die kompakte und leichte Bauweise lässt sich der Steckverbinder in moderne Leichtbaukonzepte integrieren. Er lässt sich von Hand konfektionieren und kommt mit Abmessungen von 80 mm x 30 mm x 140 mm). Er ist ausgelegt für 16, 25 mm²



und 4 AWG. Durch seine flache Bauweise ist er für die Montage an Roboterarmen und als Handsteckverbinder einsetzbar. Diese Steckverbindung ist geeignet zur Senkung von Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten z.B. im Rohbaubereich. Zusätzlich zu etablierten Applikationen im Frequenzbereich von 50 bis 3000 Hz ermöglicht der Stecker den Einsatz in neuen Techniken bis zu 10 kHz. Er sorgt außerdem durch den neu integrierten Berührungsschutz für mehr Sicherheit und deckt somit weitere Einsatzbereiche ab. Durch die MULTILAM Technologie ist eine unvergleichliche gute Kontaktzuverlässigkeit garantiert. Multi-Contact



Hirose's FH52K: FFC/FPC-Stecker mit 125°C Hitzebeständigkeit! • Erweiterter Temperaturbereich von -40°C bis +125°C • Erfüllt die Anforderungen der Automobilindustrie • 0.5mm Rastermaß • Speziell für FFC/FPC Kabel mit Side-Catcher • Zusätzliche Lötlaschen für hohe Haltekraft auf der Leiterplatte



Kontakt: +43 1 86 305–0 | oﬃ[email protected] |
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©Syda Productions & -Misha - Fotolia.com



• Halogenfrei



www.codico.com/shop
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AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK



EINZELGLASFASER-VERBINDUNG



Kleiner und intelligenter Fischer Connectors hat einen Einzelglasfaser-Steckverbinder (FO1) auf den Markt gebracht. Die robuste Verbindung im Miniaturformat ist leicht zu handhaben. Der Steckverbinder ist mit vorkonfigurierten Kabelrollen oder als integrierte Konfektionierungslösung erhältlich für den Einsatz in den Bereichen Geräteausstattung, Sensorik, Militär und Broadcasting. Der Steckverbinder entspricht dem wachsenden Bedürfnis des Marktes nach Lösungen für höhere Datenübertragungsraten über große Distanzen, die weniger Platz benötigen und leistungsfähigen Datentransfer garantieren. Der Steckverbinder ergänzt die bestehende FiberOptic-Reihe, die leicht zu handhaben, zu reinigen und zu warten ist. Der UPC- und APC-Schliff reduziert Schmutzablagerungen und erhöht die Rückflussdämpfung, während die Abdichtung nach



ttieurope.com



TE Connectivity Circular Hybrid Connectors für industrielle Ethernet-Verbindungen IP68 dem Gerät hochwertigen Schutz bietet. Das Push-PullVerriegelungssystem ermöglicht rasches und müheloses Stecken und Trennen und ist somit ein optimaler Steckverbinder für den Einsatz im Innen- und im Außenbereich. Der abnehmbare Monoblock-Steckadapter ermöglicht eine einfache Reinigung der Stirnflächen.



TE Connectivity and TE connectivity (logo) are trademarks.



Kontakieren Sie uns noch heute unter +49 (0) 8142 6680 0 oder [email protected] und finden Sie heraus, was TTI Europe Ihnen so alles zu bieten hat.



Fischer Connectors



ANBAUGEHÄUSE



Selbstschließender Klappdeckel ILME bietet mit den Anbaugehäusen der Reihe Simplex einen optimierten Schutz elektrischer Anlagen vor äußeren Einflüssen, auch bei nicht gesteckter Verbindung. Durch einen Klappdeckel, der beim Abziehen des Steckeroberteils automatisch durch Federkraft zuklappt, wird schon bei nicht verriegeltem Deckel die Schutzart IP44 erreicht. Mit verriegeltem Deckel oder aufge-



• Zeit- und kosteneffizient • Designflexibel • Mehr Kontakte auf geringerem Raum • Konzipiert für raue Umgebungen



stecktem Tüllengehäuse wird IP65 (nach EN 60529) erreicht. Die selbstschließende Eigenschaft bietet zusätzliche Sicherheit dort, wo das Verschließen und Verriegeln nicht immer garantiert werden können. Besonders bei Anwendungen, in denen viel gereinigt wird oder im Außenbereich, wird so die Betriebssicherheit unter schwierigen Bedingungen deutlich erhöht. Das Gehäuse ist ausgestattet mit Dichtungen, die öl-, fett- und alterungsbeständig sind. Der Deckel ist aus glasfaserverstärktem Kunststoff gefertigt. Verriegelt wird er mit dem bewährten VType Verriegelungsbügel aus Edelstahl. Die Klappdeckelgehäuse sind standardmäßig für die wichtigsten Einsatzserien der Größen 6bis 24-polig erhältlich.



AC-C-TEC 2410



Das intelligente Netzteil mit integriertem Puffer



C



leve • Weitbereichseingang r 85...265V AC / 90...250V DC • 24 V 10 A • progammierbar • 2 Schnittstellen • Shut-down Software verfügbar
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Besuchen Sie uns 25. - 29.04.2016 Halle 13 Stand Nr. D46



www.j-schneider.de
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J. Schneider Elektrotechnik GmbH Helmholtzstraße 13 • 77652 Offenburg Tel +49(0) 781 206-0



AKTUELLE PRODUKTE // VERBINDUNGSTECHNIK



ENERGIEKETTEN



Roller Supported Chain (RSC)-System mit Verfahrweg von 260 Metern



Ein robustes Energieführungssystem mit einem besonders langen Verfahrweg für eine neue Krananlage im firmeneigenen Hafen hat TSUBAKI KABELSCHLEPP mit einem RSC-System auf Basis der Energieführungs-



kette MC1300 in Indonesien umgesetzt. Seit der Inbetriebnahme im September 2015 bewährt sich das RSC-System auf der Längsverfahrung einer neuen Krananlage, die zur Be- und Entladen von Schiffen dient. Aufgrund der geforderten Verfahrwegslänge in Kombination mit dem dazugehörigen Leitungspaket fiel sofort eine Entscheidung für eine rollende Kettenanwendung. Roller Supported Chains sind eine optimale Lösung für hohe Zusatzlasten und lange Verfahrwege. Im Gegensatz zu bereits auf dem



Markt existierenden kombiniert gleitenden/ rollenden Systemen berührt das Obertrum des RSCSystems zu keinem Zeitpunkt das Untertrum. Dabei läuft das Obertrum der Energieführungskette mit kugelgelagerten, wartungsfreien Rollen auf einem Führungsprofil. Weil dadurch nur geringe Zug-/Schubkräfte benötigt werden, verringert sich der Verschleiß innerhalb der Bolzen-/Bohrungsverbindungen der Energieführungskette. Eine unerwünschte Auslängung im Gesamtsystem wird dadurch nahe-



zu ausgeschlossen und die geführten Leitungen erfahren keine zusätzliche Belastung. Außerdem lässt sich aufgrund der geringen Zug-/Schubkräfte die erforderliche Antriebskraft und dadurch auch die Leistung der Antriebe deutlich reduzieren. In einer Outdoor-Testanlage lassen sich Verfahrwege von über 100 m Länge und Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 5m/s vollautomatisch simulieren. TSUBAKI KABELSCHLEPP



PRESS-FIT-STECKVERBINDER



Für schock- und vibrationssichere Verbindungen im kleinen Raster Schock- und vibrationssichere Verbindungen stellen besondere Herausforderungen an die technische Gestaltung der einzelnen Verbindungskomponenten. W+P Products als Systemlieferant für Leiterplattensteckverbinder in kleinen Rastermaßen bietet mit dem Press-Fit SteckverbinderProgramm Bauteile an, die eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit der elektrischen Verbindung gewährleisten. Die Steckverbinder sind in den Rastermaßen 2,00 und 2,54 mm erhältlich.



Eine stabile Verbindung der Press-Fit-Steckverbinder mit der Leiterplatte wird erzielt durch das mechanische Einpressen eines speziell geformten Einpressstiftes in eine metallisierte Durchkontaktierung der Leiter-



platte. Das Löten entfällt und eine gasdichte elektrische Verbindung entsteht, die sich durch eine hohe Zuverlässigkeit, Vibrationssicherheit und Langlebigkeit auszeichnet. Das Press-Fit-SteckverbinderSpektrum des Unternehmens umfasst ein- und zweireihige Stiftleisten, Wannenstiftleisten, Standard- sowie Präzisionsbuchsenleisten in den Rastermaßen 2,00 und 2,54 mm. Diese zeichnen sich durch eine elastische Einpresszone unterschiedlichen Designs aus.



Interessante Applikationsbereiche sind insbesondere der Einsatz im Backplane-Bereich der Gehäuse- und Messtechnik, in der Telekommunikationstechnik, im Bereich Embedded Computing und ebenfalls im Automotivebereich. Für die speziellen Anforderungen des AutomobilMarktes bietet das Unternehmen zusätzliche kundenspezifische Ausführungen an. Datenblätter und Muster sind kostenlos erhältlich. W+P Products



igus ... chainﬂex hält ... 36 Monate Garantie ... ®



®



Gigantische Auswahl: 27x Ethernet



plastics for longer life



®



chainﬂex Ethernetleitungsprogramm für die Bewegung Immer die günstigste Leitung, die funktioniert: 27 verschiedene Leitungen in sieben Preisklassen für unterschiedlichste Anwendungsfälle. Ohne Mindermengen-Zuschlag ab 24 Stunden erhältlich. Mit 36 monatiger Garantie auf die Haltbarkeit ab Lager. igus.de/macht-Leitungen ®



36Monate Garantie



igus GmbH Tel. 02203-9649-800 [email protected] ®



Besuchen Sie uns: Hannover Messe - Halle 17 Stand H04, Drupa, Düsseldorf - Halle 7a Stand B14
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LEITERPLATTENKLEMME



Sicherer Geräteanschluss Weidmüller präsentiert im Bereich OMNIMATE Power die Leiterplattenklemme LUF 10.00 mit PUSH IN-Anschlusssystem. Das Anschlusssystem mit der Bezeichnung „Connection Safety Concept“ besitzt eine hohe Eigensicherheit und nimmt Leiter – mit und ohne Aderendhülse – bis 16 mm2 sicher auf. Der schnelle und zuverlässige Leiteranschluss mit der PUSH IN-Anschlusstechnik erlaubt ein direktes Stecken der Leiter sowie die einfache und präzise Betätigung des Hebels zum Öffnen der Klemmstelle. Das Öffnen ist mit geringem Kraftaufwand und ohne spezielle Werkzeuge möglich. Somit ist eine schnelle, komfortable und sichere Verdrahtung von Geräten der Leistungselektronik sichergestellt. Die Leiterplattenklemme im 10.00 Raster ermöglicht eine rationelle und werkzeuglose Verdrahtung für Leiterquerschnitte von 0,5 bis 16



Amerikanische Zoll-Verbindungselemente seit über 40 Jahren mm2 (AWG 20 …4) bei einer Bemessungsspannung von 800 V (IEC) und 76 Ampere. Die LUF 10.00 besticht durch praxisgerechte Details wie: Leicht zugängliche Diagnosetestpunkte zum prüfen mit Testern oder Prüfspitzen. Zwei mal zwei Lötstifte pro Pol, sie sorgen für eine hohe Stabilität – ohne zusätzliche Befestigungselemente.



Tel.: +49 (0) 71 32/99 60-0 • Fax.: +49 (0) 71 32/99 60-60



www.schroederschrauben.de



Weidmüller



SPLEISSVERTEILER



Bedienerfreundlicher Verteilpunkt Für den Verteilerschrankeinbau in der industriellen Umgebung präsentiert METZ CONNECT zur Tragschienen-Montage das OpDAT REG S. Der Spleißverteiler ist in drei Varianten verfügbar und für eine Mischbestückung mit Glasfaser- und Kupfertechnik geeignet. Dadurch sind mehrere Einbauvarianten am Gehäuse möglich. Die Ausführung OpDAT S V ist für vorkonfektionierte Lei-



tungen vorgesehen, OpDAT S Splice C eignet sich für 12 Spleiße mit Crimpspleißhalter und OpDAT S Splice S wird bei 12 Spleißen mit Schrumpfspleißhalter verwendet. Die Tragschienengeräte überzeugen durch eine flache Bauweise mit einem schrägen Auslass (Anschlüsse nach unten), einer besonders stabilen Tragschienenhalterung und einem großen, geräumigen Verkabelungsraum. Auch bei hohen Verdrahtungskanälen in der näheren Umgebung ist ein hoher Bedienkomfort garantiert. Der Spleißverteiler ist zum Einbau von Pigtails oder vorkonfektionierten Installationskabel (VIKs) geeignet. Die Zuführung der Kabel kann wahlweise von oben oder von unten erfolgen, zusätzlich ist eine Zugentlastung M20 optional erhältlich.



etherCON CAT5e und CAT6A PoE+ konform



RJ45 Durchgangsbuchse



IDC-Anschlüsse



IP65 mit SE8FD Dichtungskit



Abstand Front zu PCB 24 mm



Front LEDs für Datenübertragung



abgeschirmt



Mehr als 40 Jahre Fachwissen stecken in allen NEUTRIK-Produkten. Unsere etherCON-Serie ist ein robustes verriegelbares RJ45-Stecksystem, das auch für raue Industrie-Umgebungen bestens geeignet ist.



METZ CONNECT



www.neutrik.de ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016



für horizontale und vertikale Leiterplatten erhältlich
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LEITERPLATTENKLEMME



Klemmen für großen Querschnitt



Ab sofort sind die SMD-Leiterplattenklemmen der Serie 2059 von Wago auch für eindrähtige Leiter der Querschnitte AWG 20 / 0,5 mm² zugelassen. Die Klemmen bieten somit eine besonders



Richtig gute Verbindungen



(0,14 bis 0,5 mm²), eindrähtig, ab und haben ein Rastermaß von 3 mm. Sie sind für einen Bemessungsstrom von bis zu 3 A und eine Bemessungsspannung von mindestens 160 V (IEC) bzw. 250 V (UL) ausgelegt. Der Push WireAnschluss gewährleistet zudem eine einfache Handhabung, da eindrähtige Leiter direkt gesteckt werden können. Für das Lösen von Leitern stehen entsprechende Betätigungswerkzeuge zur Verfügung. Wago



I/O-ANSCHLUSSSYSTEM



Hohe Portdichte und Geschwindigkeit



Distribution und Fertigung von Spezial- & Standardkabel-Lösungen. Kundenspeziﬁsche Sonderkonstruktionen auch in kleinen Chargen.



10820



Gerne erreichen Sie uns unter: info @ kabeltronik.de | www.kabeltronik.de



MAGAZINNEWSLETTER



kompakte Anschlussmöglichkeit für diese in der Leuchtenindustrie weit verbreiteten Leiterquerschnitte und minimieren dadurch den für den Leiteranschluss benötigten Bauraum auf LED-Modulen weiter. Die Bauhöhe der Klemmen von 2,7 mm reduziert zusätzlich die Schattenbildung und ermöglicht eine noch gleichmäßigere Lichtverteilung. Die entsprechenden EN-/ IEC- und UL-Zulassungen für einen weltweiten Einsatz liegen vor. Die Klemmen decken Querschnitte von AWG 26 bis AWG 20



Molex hat das 80-polige Anschlusssystem Nano-Pitch I/O vorgestellt, das höchste Portdichte (differenzielle Hochgeschwindigkeits-Lanes) und Geschwindigkeit (25 GBit/s pro Lane) im kleinsten derzeit erhältlichen Format bieten soll. Eine Multi-Protokoll-Pinbelegung gewährleistet die Kompatibilität mit allen bekannten SAS-, SATAund PCIe-Protokollen und eine gute Signalintegrität in einem kompakten Formfaktor. Der Steckverbinder eignet sich für SAS- und PCI-Express-Anwen-



dungen, unter anderem für Verbindungen zwischen Speichergeräten und Controllern, zwischen Servern, zwischen Servern und Switches, zwischen Switches und zwischen mobilen Ge-



räten und zentralen Systemen. Mit der flexiblen Pinbelegung eignet sich das System für Hochgeschwindigkeitsanwendungen und maximiert innerhalb der vorgesehen Längen die Anzahl von Hochgeschwindigkeits-Lanes. Gemäß Industriestandard stehen acht Lanes (80-polig) zur Verfügung. Die Baugröße wird mit 5 mm x 23 mm x 9 mm und die Steckerhöhe mit 12 mm bei rechtwinkligem Kabelabgang angegeben. Molex



FLANSCHWINKEL



Kabelführung sicher geschützt JETZT N



ANMELDE



Aktuelle Ausgaben digital und kostenlos lesen



www.elektronikpraxis.de/newsletter



Wellschläuche zur Kabelführung werden überall dort eingesetzt, wo Leitungen vor mechanischer oder witterungsbedingter Beschädigung geschützt werden müssen. Zur sicheren Einfüh-
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rung von Wellschläuchen an Maschinen oder Anlagen kommen die montagefreundlichen CONFIX FWS Flanschwinkel von icotek zum Einsatz. Sie überzeugen durch einfache Handhabung, Robustheit und ein zeitgemäßes Design. Das Anbaugehäuse und der aufklappbare Deckel sind durch ein Scharnier unverlierbar miteinander verbunden. Es können keine Teile verloren gehen und die Installation lässt sich sehr einfach durchführen. Die Flanschwinkel werden als vormontierte Bauteile geliefert.



Sie sind in der Ausführung A mit metrischem Innengewinde zur Aufnahme einer Schlauchverschraubung oder B mit einer Aufnahme zur direkten Fixierung eines Schutzschlauches erhältlich. CONFIX WS Wellschläuche ergänzen die Flanschwinkel. Sie sind als UV-beständige Polyamidschläuche für hohe bis sehr hoch mechanische Belastungen oder Polypropylenschläuche mit hoher Beständigkeit gegen Säuren und Laugen verfügbar. icotek
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KABELSCHUTZSCHLÄUCHE



Zuverlässiger Schutz für Kabel und Leitungen Ein Produktprogramm mit Kabelschutzsystemen bringt HUMMEL auf den Markt. Zum Portfolio gehören zahlreiche Varianten von Kabelschutzschläuchen und Fittings. Die Serie „Poleon“ enthält Kunststoffschläuche und eine große Auswahl dazugehörender Fittings. „Meleon“ und „Meleon Pro“ stehen für fünf Versionen von Metallschläuchen, die es in vielen unterschiedlichen Größen gibt. Dazu zählen Ausführungen, die mit PVC ummantelt sind, und Varianten mit außenliegendem Me-



tallgeflecht. Hinzu kommen jeweils passende Fittings, mit denen sich alle denkbaren Einbausituationen abbilden lassen. Die Kabelschutzsystemen sind für industrielle Anwender aus den Bereichen Maschinen- und An-



lagenbau, Automation und Robotik gedacht. In der Industrie sind Kabel und Leitungen ganz besonderen Belastungen ausgesetzt. Hitze und Kälte, mechanische Beanspruchungen sowie Abrieb können die Kabel schädigen. Das Ergebnis sind Fehlfunktionen, Produktionsausfälle und aufwändige Reparaturen. Kabelschutzsysteme verhindern die Abnutzung und erhöhen die Lebensdauer von Kabeln. Daneben gibt es für Kabelschutzschläuche auch zahlreiche Anwendungsfelder in der Gebäudetechnik. Ka-



belschläuche schützen die Kabel nicht nur vor Verschleiß, sondern sie erfüllen zunehmend auch eine Ordnungsfunktion. Mit ihnen lassen sich Kabel übersichtlich zusammenfassen und sortieren. Monteure behalten auf diese Weise den Überblick und können ihre Installationen und Reparaturen effizient realisieren. Mit dem erweiterten Produktportfolio kommt man dem Wunsch nach One-Stop-Shopping nach. Hummel



ENERGIEKETTE



Geringes Gewicht, leichte Montage und leitungsschonendes Design



Die Energiekette E4.1L von igus verbindet die Stärken verschiedener Kettenserien und verfügt außerdem über ein sehr leitungsschonendes Design aller leitungsberührenden Flächen. Abgerundete Kanten an den Öffnungs- und Trennstegen der



Kette sorgen für eine hohe Lebensdauer der Schläuche und Leitungen. Neben den abgerundeten Flächen, die mit Leitungen in Kontakt kommen, dienen Rasterung und Positionierskala für eine bestmögliche Aufteilung der Kette.
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Duty-Kette E4.1 wurden der patentierte formschlüssige Hintergriff der Kettenglieder sowie die doppelten Anschläge mit großen Anschlagflächen übernommen, die eine hohe Stabilität ermöglichen. Hier sorgt eine ‚Bremse‘ außerdem für geringere Abrollgeräusche und einen besonders ruhigen Kettenlauf. Durch die variable Montage der Außenlaschen kann die Kette entweder mit oder ohne Vorspannung eingebaut werden. Vor allem bei begrenzten Bauräumen, wie beispielsweise bei Werkzeugmaschinen, ist dies ein entscheidender Vorteil. igus
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PERFEKTION IST NICHT IMMER EINE FRAGE DER GRÖSSE Ob groß oder klein – die perfekte Erfüllung ihrer Bedürfnisse und Anforderungen im Bereich Kabelkonfektionierung ﬁnden Sie nicht überall, sondern bei ihren Experten für zuverlässige Steckverbinderlösungen:



Zusammen mit der leichten Montage und der hohen Stabilität spielt sie ihre Stärken vor allem in schnellen freitragenden Anwendungen, wie beispielsweise in der Automation oder in Werkzeugmaschinen, aus. Der einfache Aufklappmechanismus der Öffnungsstege im Außenund Innenradius garantiert eine schnelle Befüllung der e-kette. Die verliersicheren Öffnungsstege, die sich per Schraubendreher öffnen lassen, sind um 115 Grad aufschwenkbar und rasten in Endposition ein. Bei Bedarf lassen sie sich auch komplett entnehmen, wieder einlegen und durch einfaches Zudrücken verschließen. Von der Heavy
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PUSHPULL-STECKVERBINDER



Für härteste Ansprüche geeignet Der PushPull V4 von HARTING bietet eine höhere Leistungsfähigkeit. Er ist pro Kontakt mit bis zu 2 A belastbar. Mehr als genug um Kameratechnik und verschiedene Arten von Sensoren zu betreiben. Mit der gemeinsamen Leitung für Energieversorgung und Signalübertragung spart man zusätzliche Verkabelung und damit auch Kosten ein. Steuerungen und Kontrolleinheiten einer industriellen Anlage sind mit Sensoren aller Art ausgestattet. Sie messen Temperatur, Farbe, Form, Gewicht, Größe, Drücke und vieles mehr. Diese Sensoren müssen gleichzeitig ihre Signale zuverlässig an eine zentrale Steuereinheit übertragen können. Um ein System günstiger und effizienter zu machen, bietet es sich an, möglichst viele Kontrollmessinstrumente über den gleichen Anschluss mit Energie zu versorgen, über den auch die Signale verschickt wer-



den. Ein Signalsteckverbinder im industriellen Umfeld ist robust, einfach zu handhaben und kann je nach Kundenwunsch angepasst werden. Mit der aktuellen 20-poligen Version können nun bei gleicher Abmessung doppelt so viele Kontakte verbunden werden. Eine gute Lösung für alle Kombinationen von Busund Signaldaten. Harting



HYBRID-STECKVERBINDER



Für Echtzeit-Anwendungen TE Connectivity hat den Circular Hybrid Connector (CHC) angekündigt, der vor allem in Steuerungen für hydraulische und pneumatische Ventile zum Einsatz kommen soll. Die Einführung dieses Hybrid-Steckverbinders ist die erste Lösung von TE dieser Art. Der CHC verfügt über acht Power- und vier Datenkontakte. Er wurde für Echtzeit-Anwendungen in der Maschinenau-



09232



--> facebook.com/elektronikpraxis



www.vogel.de



tomatisierung entwickelt, in denen hohe Datenraten und eine Leistung bei bis zu 10 A Stromlast übertragen werden müssen. Der Steckverbinder zeichnet sich durch eine zuverlässige Anschlusstechnologie aus und erfüllt in punkto Langlebigkeit und Qualität die Anforderungen für Echtzeit-Ethernet-Anwendungen in der industriellen Automatisierung. Er setzt auf einer RetrofitPlattform auf und ist mit optionalen Einsätzen mit elf Kontakten und einem Schutzleiter (PE) ausgestattet. Der für industrielle Anwendungen mit schneller Kommunikation entwickelte Steckverbinder erfüllt den VARAN-Standard. Typische Anwendungsbereiche sind Arbeitsabläufe beim Schweißen, Stanzen und Fräsen sowie Spritzgussverfahren. TE Connectivity
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GITTERKANAL



Neue Befestigungstechnik für Hygiene-Anwendungen Mit dem offenen Gitter-Kanal hat PFLITSCH eine neue Ära bei der Kabelführung eingeläutet: Anstelle schwerer und unflexibler Kabelpritschen überzeugt die Konstruktion aus Drähten durch Leichtigkeit, einfache Montage und modernes Design. Seine Komponenten werden aus hochwertigen Stahldrähten gefertigt und galvanisch oder feuerverzinkt. Noch höhere Anforderungen auch in Sachen Hygiene erfüllen die Edelstahlvarianten aus 1.4301 und 1.4404, z.B. für die Lebensmittel-, Pharma-



und Chemieindustrie sowie die Reinraumtechnik. Um die Bildung von Schmutzund Bakteriennestern zu vermeiden, wurden die Befestigungskonsolen für Anwendungen überarbeitet, die einfach und



sicher gereinigt werden müssen. Dabei wurden konstruktiv die horizontalen Flächen minimiert und die Stanzbiegeteile so verändert, dass bei der Installation der notwendige Wandabstand gewährleistet bleibt. So ist eine sichere Reinigung möglich, ohne dass Reinigungsflüssigkeit oder Verschmutzungen an unzugänglichen Stellen liegen bleiben. Neben den anschraubbaren Varianten gibt es auch anschweißbare Ausführungen. Der Gitter-Kanal in U-Form ist verfügbar in acht Querschnit-



ten von 53 mm x 46 mm bis 620 mm x 110 mm. Für die Führung weniger Kabel ist der Mini-Gitter-Kanal in UForm mit 40 mm x 20 mm bzw. 35 mm sowie als Typen in L-, C- und G-Form und als Flachgitter verfügbar. Um eingelegte Kabel von oben mechanisch zu schützen und das Eindringen von Flüssigkeiten zu verhindern, lassen sich dachförmige oder flache Deckel auf den Kanal aufklemmen. PFLITSCH



RJ45 STECKVERBINDER



Feldmontierbarer Cat.-6A Steckverbinder R&M erweitert das Sortiment der feldmontierbaren RJ45-Stecker um eine Cat.-6A-Lösung. Der Hochleistungs-Steckverbinder FM45 dient zur flexiblen Installation von Klasse EA-Channels nach der Norm ISO/IEC 11801. Er erfüllt alle Anforderungen für den Netzwerkbetrieb mit 10 Gigabit Ethernet. Seine Spezifikationen und Dämpfungswerte übertreffen die in der Norm definierten Parameter. Er eignet sich nicht nur für die strukturierte LAN-Verkabelung in Büros und für die Anwendung



von PoE+. Auch Industrial Ethernet, Bus- und Datenverbindungen in der Gebäudeautomation, Sicherheits- und Kommunikationstechnik sowie Heimnetzwerke zählen zu den Anwendungsgebieten. Die Montage erfolgt ohne Werkzeug. Geschirmte und ungeschirmte Litzen- und Festdrahtkabel bis 8 mm Durchmesser lassen sich mit wenigen Handgriffen zuverlässig beschalten. Zunächst legt der Installateur die acht Adern des Kupferkabels passend zum Farblabel in



den Beschaltungsblock ein und schneidet die Überlänge mit einem Seitenschneider ab. Ein Abisolieren der Adern ist überflüssig. Beim Zudrücken des Beschaltungsdeckels erfolgt die Kontaktierung mittels Schneidklemmen. Die verzinnten Schneidklemmen gewährleisten eine langzeitstabile, gasdichte, zugfeste, vibrations- und korrosionsgeschützte Beschaltung. R&M-Schneidklemmen weisen Übertragungswerte auf, die viermal besser sind als die Anforderungen der Norm IEC 60352-4.



Der Übergangswiderstand ist zehnmal geringer als bei Piercing-Kontaktierung. Farbliche Codier-Elemente oder IP-Schutzhüllen lassen sich aufstecken. R&M



We connect the industry Ihr Lösungspartner • Designberatung • Kostenoptimierung • Bemusterung • Serienfertigung • Logistikleistungen alles aus einer Hand MC Technologies GmbH Kabelkamp 2 – 30179 Hannover



Anspruchsvolle Kabelkonfektionslösungen zugeschnitten auf Ihre A Anwendungen d – zuverlässig, schnell und kostengünstig realisiert. Wir verwenden Steckverbinder von namhaften Herstellern wie MOLEX, Binder, JST oder AMP Tyco
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Tel. +49 (0)511 67 69 99 - 0 Fax +49 (0)511 67 69 99 - 150 www.mc-technologies.net www.mct-shop.net [email protected]
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RELAIS // SICHERHEITSRELAIS



Neue intelligente Stromzähler brauchen neue Relais Relais für intelligente Messstellen müssen seit September 2015 einem neuen Standard entsprechen. Wie Relaishersteller den aktuellen Herausforderungen begegnen, lesen Sie in diesem Beitrag. STEVE DRUMM *



D



ie Einführung intelligenter Stromzähler nimmt in ganz Europa an Fahrt auf. Smarte Messstellen der zweiten und auch schon dritten Generation tragen unserem Bedarf Rechnung, den Transport, die Speicherung und eine etwaige anderwei-



* Steve Drumm ... arbeitet im Marketing, Sales Development & Project Management bei Omron Electronic Components Europe in Hoofddorp / Niederlande.



tige Nutzung von Energie zu messen. Die Länder, in denen die Markteinführung intelligenter Messstellen erst jetzt beginnt, werden sofort auf die neueste Gerätegeneration setzen. Länder, in denen es bereits fortgeschrittene Installationen gibt, dürften ältere Smart Meter ersetzen wollen. Smart Meter der zweiten Generation sind etwa 20% kleiner und auch sparsamer im Energieverbrauch. Sie bieten z.B. neue Möglichkeiten zur Ladesteuerung von HybridFahrzeugen, wobei unkritische Funktionen



während der Zeiten von Überkapazitäten durchgeführt werden. Außerdem verfügen sie über neue Funktionen zur Verwaltung kleinerer lokaler Generatoren wie z.B. Solaranlagen. Einige dieser Geräte trennen die Wechselstromversorgung zum Smart Meter mittels SPS oder durch drahtlose M2M-Kommunikation wie SMS, GSM oder W-LAN. Aus vielen Gründen baut auch die zweite Generation intelligenter Stromzähler auf elektromechanischen Steuerrelais auf. Ein Relais sorgt für eine mechanische Öffnung



Smart Meter: Relais für intelligente Messstellen müssen seit September 2015 dem neuen Standard IEC 62052-31:2015(E) entsprechen.
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Bild 1: Relais für Smart Meter sind oft geschirmt, um die Auswirkungen externer Magnetfelder zu vermeiden.



des Stromkreises mit einer vollständigen Isolation zwischen Ein- und Ausgang. Halbleiterkomponenten als Trennvorrichtung können den industriellen Einsatzbedingungen nicht standhalten bzw. sie offerieren zwar eine hohe Durchschlagfestigkeit, hohe Überlastfähigkeit und Fehlerstromfestigkeit während des Schaltens, aber ohne zusätzlichen Schutz. Zum Schalten lokaler Lasten und für zeitvariable Funktionen dient das Relais eher dazu, den Schaltkreis zu unterbrechen. Daher ist ein bistabiles Relais gefragt, da es in der „Ein“-Position verbleibt um dadurch Strom zu sparen. Ein bistabiles einpoliges elektromechanisches Relais mit einer maximalen Strombelastung bis zu 120 A bei 250 V AC genügt den Anforderungen in intelligenten Zählern für den kommerziellen und privaten Bereich, aber auch der Leichtindustrie.



Neue Standards seit September 2015 Relais für intelligente Messstellen haben seit September 2015 dem neuen Standard IEC 62052-31:2015(E) zu entsprechen. Er spezifiziert die Produktsicherheitsanforderungen für elektrische Energiemess- und Energiesteuerungsgeräte und ersetzt die IEC 6205531. Dieser neue Standard betrifft gerade eingeführte Geräte zur Messung und Kontrolle elektrischer Ströme in 50- oder 60-Hz-Netzwerken mit Spannungen bis 600 V, in denen alle Funktionselemente einschließlich zusätzlicher Module enthalten sind oder eine geschlossene Einheit bilden. Er bezieht auch Messgeräte mit Schaltern zur Stromversorgung und Laststeuerung mit ein, aber nur diejenigen, die elektromechanisch betätigt und über zusätzliche Ein- und Ausgangsschaltkreise angesteuert werden. Fast alle Hersteller von Smart Metern verlangen für bistabile Relais heute eine Übereinstimmung mit der Utilization Category 3



(UC3), früher reichten UC1 bzw. UC2 aus. Die Anforderungen von UC3 schreiben vor, dass das Relais eine verbesserte Festigkeit gegenüber Kurzschluss- und Überströmen aufweisen muss. Relaishersteller erweitern deswegen das Portfolio an bistabilen Relais, um eine neue Generation von Smart Metern zu bedienen, bauen sie noch flacher und offerieren Lösungen für potentiell hohe Eingangsströme. Entwicklungsarbeit wurde in die Verbesserung des Wirkungsgrads investiert. Schlüsselkriterien wie Schaltkapazität, Schaltlebensdauer, Spulentyp, Potenzialtrennung der Lastseite und die Konstruktion können sich erheblich auf die Gesamteffizienz auswirken. Ein Element, das Smart Meter-Designs vereinfachen kann, ist der Einsatz von Doppelkontakten, die Überströmen besser standhalten und so die Sicherheit erhöhen. Doppelkontakte reduzieren überdies LeistungsverlusteundwirkeneinemTemperaturanstieg im Bauelement entgegen. Eine veränderte Spulenanordnung kann zu weniger Kontaktverschweißen führen, die Festigkeit gegen Überströme und die elektrische Lebensdauer erhöhen. Konstruktionsmerkmale wie diese sorgen nicht nur für einen echten Überstromschutz gemäß UC3, sondern auch für weniger Energieverbrauch des Smart Meters.



LEISTUNGSHALBLEITER IN HÖCHSTER QUALITÄT



Manipulationssicherheit bei Smart Metern Setzten Smart-Meter-Hersteller in der Vergangenheit noch auf Schalthebel, die ein Öffnen des Gehäuses detektierten, führten immer raffiniertere Betrugsverfahren zu einem Umdenken beim Manipulationsschutz. Relais für Smart Meter sind heute oft geschirmt, um die Auswirkungen eines externen Magnetfelds zu vermeiden (Bild 1). In Zukunft dürften im Relais integrierte Sicherheitsfunktionen gang und gäbe werden, die noch mehr Schutz vor unbefugten Eingriffen bieten. Ein rein elektronisches Halbleiter-Messgerät ist noch weit entfernt. Bistabile Leistungsrelais werden bis auf weiteres eine zentrale Rolle bei der Entwicklung von Smart Metern spielen. Relais-Hersteller begegnen den diversen Herausforderungen in diesem Bereich mit immer effizienteren Konstruktionen, die einerseits die strengen internationalen Standards vollständig erfüllen, andererseits den Smart-Meter-Herstellern aber auch dabei helfen, Betrugs- und Manipulationsversuchen entgegenzuwirken. // KR
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APPLIKATIONEN AUTOMOTIVE INDUSTRIAL LIGHTING
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SERIE // RELAIS-TIPP



Was bedeutet der Nennstrom bei Relais Bild: TE Connectivity



OLAF LORENZ *



Bild 1: Beispiel Fensterheber 12 V DC



R



elais werden üblicherweise über den Nennstrom und die Nennspannung klassifiziert. Diese sind im jeweiligen Datenblatt angegeben und oftmals auch Teil der Relaisbeschriftung. Die Nennspannung ist in der Regel sehr klar definiert. So legt z.B. im Kfz-Bereich die ISO 16750-2 die zulässigen Toleranzen für die Nennspannungen von 12 V DC und 24 V DC fest. Die weltweit üblichen Netzspannungen sind in der IEC 60038 spezifiziert. Im Gegensatz zur Nennspannung existiert keine einheitliche Definition des Nennstroms für elektromechanische Relais. Die IEC 61810-1 „Elektromechanische Elementarre-



* Olaf Lorenz ... arbeitet als Applikationsingenieur bei TE Connectivity in Berlin.



lais“ beschreibt die Grenzparameter für Dauerstrom, Kurzzeitstrom, Einschaltfähigkeit, Abschaltfähigkeit und Schaltzyklusfähigkeit, aber keinen Nennstrom. Das führt dazu, dass jeder Relaishersteller frei ist in der Angabe des Nennstroms. Daher ist das sorgfältige Lesen des Relaisdatenblatts in jedem Fall notwendig. Ein „16 A“Relais von Hersteller A kann eine völlig andere Schaltfähigkeit haben als ein „16 A“Relais von Hersteller B.



Die verschiedenen Stromparameter im Überblick Der maximale Dauerstrom (Grenzdauerstrom) kann von einem geschlossenen Kontakt dauerhaft geführt werden, ohne dass das Relais beschädigt wird. Er ist abhängig von der Umgebungstemperatur, von den Grenztemperaturen der eingesetzten Materialien, von den Leitungsquerschnitten und oft auch 



        



    



von der angelegten Spulenspannung. Dieser Stromwert kann höher sein, als der maximale Ausschaltstrom. Der maximale Kurzzeitstrom wird oft auch als Kennlinie über die Zeit angegeben und beschreibt, welchen „Überstrom“ das Relais für welche Zeitdauer ohne Beschädigung führen kann. Es gelten dieselben Abhängigkeiten wie beim Dauerstrom. Der maximale Einschaltstrom ist der Strom, den das Relais mindestens einmal einschalten kann, ohne beschädigt zu werden. Hohe Einschaltströme kommen vor allem bei kapazitiven Lasten vor. Der maximale Einschaltstrom kann auch in Abhängigkeit einer bestimmten Lebensdauer (Schaltzyklen) angegeben werden. Ein Überschreiten des Stromwertes führt oft zu verschweißten Kontakten. Der maximale Ausschaltstrom ist der Strom, den das Relais mindestens einmal ausschalten kann, ohne beschädigt zu werden. Bei Gleichspannungsanwendungen kann eine Überschreitung des Stroms einen stehenden Lichtbogen und damit die Zerstörung des Relais zur Folge haben. Dieser Grenzstrom ist abhängig von der Lastspannung. In der Regel interessiert auch der Strom, der für eine bestimmte Anzahl von Zyklen abgeschaltet werden kann. Der Nennstrom eines Relais beschreibt seine Leistungsfähigkeit nur sehr grob. Bestimmte Anwendungen erfordern eher hohe Dauerströme (zum Beispiel Heizungen oder Lüfter), andere wiederum hohe Schaltfähigkeiten (zum Beispiel Stellmotoren oder Blinker). Es ist immer empfehlenswert, den konkreten Anwendungsfall mit dem Relaishersteller zu beraten. // KR TE Connectivity



Solid State
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Relays



KOPPELRELAIS



Sicher bis PL e/ SILCL 3 Das sichere Koppelrelais SK3D aus dem Hause ZANDER besticht durch einfache Verdrahtung (spart 60% Verdrahtungsaufwand gegenüber einem Sicherheitsrelais im vergleichbaren Einsatz) in einem Gehäuse von 22,5 mm. Die Verdrahtung ist mit Schraubklemmen, aber auch mit schraubfreien Zugfederklemmen, möglich. Das Koppelrelais überwacht sich zyklisch selber und bedarf daher keines Rückführkreises zu einer sicheren Steuerung. Damit stehen dem Anwender drei sichere Abschaltund ein Meldekontakt zur freien Verfügung.Es können unabhängig voneinander Signale von 230 V AC- und 24 V DC geschaltet werden. Bei einer max. Schaltlast von 5 A je Abschaltkontakt, sowohl bei AC15 250 V als auch bei DC13 24 V, lassen sich größere Lasten schalten. Dank eines Eingangsfilters kann das Relais direkt an getakteten Ausgängen



von sicheren Steuerungen und Sensoren betrieben werden. Varianten gibt es für Eingangsspannungen von 24 V DC sowie 115 V AC und 230 V AC. Das vom TÜVRheinland zertifizierte Relais erreicht die Sicherheitsanforderungen nach Kat 4/ PL e/ SILCL 3 gemäß EN ISO 13849-1 sowie IEC 62061 und ist nach EN 501561 Baumuster-geprüft .



schukat.



com



S C H U K AT



Zander



REED-RELAIS



Umspritztes SIL-HV-Relais Schaltspannung von 1000 V DC, ein Schaltstrom von 1 A sowie eine Isolations- und Durchbruchsspannung von bis zu 4 kV DC. Der Isolationswiederstand zwischen Spule und Kontakt beträgt 10 TOhm, des Weiteren offeriert der Hersteller eine optionale Schutzdiode. Durch das Umspritzen ist das Relais insbesondere gegen Feuchtigkeit deutlich widerstandsfähiger für den Verarbeitungsprozess als auch für die alltägliche Anwendung geworden. Speziell bei der Verwendung von umweltfreundlichen Reinigungsmitteln nach dem Lötprozess ist eine verbesserte Widerstandsfähigkeit besonders wichtig. Die SIL-Hochspannungs-Relais sind RoHS-konform und derzeit im Prozess der UL-Zertifizierung.



--> facebook.com/elektronikpraxis 09232



Standex-Meder Electronics hat eine umspritzte Version des SILHV Reed-Relais auf den Markt gebracht. Die Relais haben standardmäßig eine magnetische Schirmung. Mit einem Kontaktwiderstand von 70 mOhm eignet sich das Relais für Hochspannungsanwendungen im Bereich Test- und Messtechnik. Weitere Verbesserungen sind eine höhere Nennleistung von 100 W eine



Standex-Meder
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RELAIS // HALBLEITERRELAIS



HF-starke Halbleiterrelais für die Messtechnik Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais punkten im Temperaturbereich, der Ansteuerleistung sowie den Schaltzeiten. Und sie bieten neue Möglichkeiten bei Kleinsignalanwendungen mit hohen Frequenzen.



Kapazitiv gekoppelte MOSFET-Relais: Waren die hohen Signalfrequenzen in der Messtechnik bisher ein Ausschlusskriterium für Halbleiterrelais, bieten die neuen Transistoren gute HF-Eigenschaften bis 100 MHz.



Bilder: Panasonic



SEBASTIAN HOLZINGER *



gen Mikroampere im Mikrovoltbereich übertragen und geschaltet werden, ohne das Signal zu verzerren. Um jedoch auch Signale mit hohen Frequenzen bis weit in den MHz-Bereich zuverlässig zu verarbeiten, bedarf es besonderer Anforderungen an die Ausgangstransistoren. Aus diesem Grund kommen so genannte „Low C×R MOSFETs“ zum Einsatz.



Was „Low C×R MOSFETs“ sind und was sie bringen



H



albleiterrelais halten auch im Bereich der Messtechnik, mit seinen meist sehr hohen technischen Anforderungen an alle verbauten Komponenten, zunehmend Einzug. Die Vorteile liegen auf der Hand: so überzeugen Schaltkontakte in Halbleitertechnik vor allem durch geringe Ansteuerleistung, schnelle Schaltzeiten, geräuschloses und verschleißfreies Schalten und erreichen somit eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Waren die hohen Signalfrequenzen der Messtechnik lange Zeit ein Ausschlusskriterium für den Einsatz von Halbleiterrelais, bietet die aktuelle Generation von MOSFETTransistoren bisher ungeahnte HF-Eigenschaften im Frequenzbereich bis 100 MHz. Panasonic Electric Works bietet bereits seit vielen Jahren unter dem Namen „LowCxR PhotoMOS“ eine spezielle Art von Halbleiterrelais für den Signalbereich an. Auch die



* Sebastian Holzinger ... ist als Senior Manager im Bereich Signal & Sensing Section bei Panasonic Electric Works Europe in Holzkirchen tätig.
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kapazitiv gekoppelten Relais TSON gehören zu dieser Reihe von MOSFET-Relais mit optimiertem, weil geringem Produkt aus C und R der Ausgangstransistoren. Im Gegensatz zu den bekannten PhotoMOS-Relais erfolgt die galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang nicht optisch sondern kapazitiv. Bild 1 zeigt den schematischen Aufbau. Eine am Eingang angelegte elektrische Spannung wird über einen Steuerkreis kapazitiv gekoppelt auf den Ausgang übertragen. Genauso wie bei allen MOSFETRelais ist hierdurch eine nicht leitende Verbindung – galvanische Trennung – zwischen Ein- und Ausgangskreis gewährleistet. Im kapazitiven Steuerkreis enthalten ist auch eine Triggerstufe, welche die erzeugte Spannung definiert auf die Gates zweier bidirektional antiseriell verschalteter DMOSFETs (Double Diffused Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) am Ausgang leitet. Diese beiden Transistoren befinden sich direkt im Ausgangskreis des Bauteils und ermöglichen das Schalten von DC- wie AC Lasten. Im Gegensatz zu Optokopplern können durch die fehlende Schwellspannung sogar Kleinsignale bis hinab zu weni-



Durch die Bezeichnung „Low C×R“ soll verdeutlicht werden, dass bei diesen MOSFETs der Ausgangswiderstand und die Ausgangskapazität der Transistoren sehr gering ist. Einsatzbereiche sind Kleinsignalanwendungen z.B. im Bereich der Medizin-, Messoder Kommunikationstechnik, bei denen hohe Frequenzen übertragen werden. Bei allen LowCxR-Relais übernehmen ausgangsseitig zwei DMOSFETs die eigentliche Schaltfunktion. Jeder DMOSFET definiert sich über einen Ausgangswiderstand und eine Ausgangskapazität. Die Lastseite kann durch ein einfaches Ersatzschaltbild (ESB) beschrieben werden, wobei dem Lastwiderstand RL zunächst keine Aufmerksamkeit geschenkt wird (Bild 2). Der Ausgangswiderstand Rout übernimmt dabei die eigentliche Schaltfunktion. Ohne Ansteuerung des Transistors hat dieser Widerstand einen typischen Wert im Bereich von mehreren GΩ. Sobald die Ansteuerung am Gate erfolgt, geht dieser Widerstand abrupt in einen niederohmigen Zustand über und sinkt je nach Type auf wenige mΩ. Die Ausgangskapazität Cout bestimmt die Kapazität zwischen Drain und Source bei kurzgeschlossenem Eingang und berechnet sich aus den parasitären Kapazitäten. Zur Realisierung von „Low C×R“-MOSFETs mit niedriger Ausgangskapazität Cout sind die Drain-Source- und die Drain-Gate-Kapazitäten (CDS und CDG) möglichst klein zu halten. Dies wird erreicht durch ein optimiertes De-
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sign der MOSFET-Strukturen. Vergleicht man die typischen Kenndaten von Standard- und „Low C×R“-MOSFETs, liegt die Ausgangskapazität der „Low C×R“-Typen im Bereich von wenigen pF, Standard MOSFETs weisen je nach Type bis zu einigen µF auf. Die Ausgangskapazität beeinflusst maßgeblich das Frequenzverhalten des Transistors. Die Übertragungsfunktion verhält sich ähnlich einem Hochpass erster Ordnung, wodurch hohe Frequenzen unverändert übertragen werden und lediglich bei tiefen Frequenzen eine Abschwächung erfolgt. Allgemein gilt: Je größer das Produkt aus Ausgangskapazität Cout und Ausgangswiderstand Rout des Transistors ist, desto schlechter sind die Isolationseigenschaften hin zu höheren Frequenzen.



Bild 1: Schematischer Aufbau des TSONRelais



Optimiertes Produkt aus Kapazität und Widerstand Beim Design der MOSFET-Transistoren sind Widerstand und Kapazität jedoch gegenläufig – je geringer der Übergangswiderstand ist, desto höher ist der Kapazitätswert. Aus diesem Grund haben die „Low CxR“MOSFETs ein optimiertes (weil geringes) Produkt aus C und R. Um für jede Applikation das optimale Bauteil anzubieten, wurden sowohl Widerstands-optimierte „R“ Typen (min. 1 Ω) als auch Kapazitäts-optimierte „C“ Typen (min. 1 pF) entwickelt. In beiden Fällen weisen die MOSFETs ein sehr geringes CxR-Produkt auf. Bisher verfügbar sind die „LowCxR“-PhotoMOS (optisch gekoppelt) in verschiedenen SMD-Bauformen vom SO- oder SSO-Gehäuse bis hin zu den kompakten SON- und VSSOBauformen mit integriertem Leadframe. Die kompakte Bauform TSON für die kapazitiv gekoppelten MOSFET-Relais bringt nochmals eine Reduktion des Platzbedarfs von mehr als 50% im Vergleich zu den bisher kleinsten Bauformen SON und VSSOP.



Bild 2: Ersatzschaltbild Ausgang PhotoMOS in Serie mit Lastwiderstand RL



Darüber hinaus bietet die kapazitive Kopplung auch erhebliche Vorteile im Temperaturbereich, der Ansteuerleistung sowie den Schaltzeiten. So können die Relais bis zu einer Umgebungstemperatur von 105°C betrieben werden. Der zur Ansteuerung benötigte Strom liegt typischerweise bei 0,2 mA und der Eingang kann direkt mit Spannungen von typisch 3 bis 5 V betrieben werden. Ein Vorwiderstand, wie er bei den PhotoMOS mit LED am Eingang benötigt wird, ist daher nicht mehr erforderlich. Die Einschaltzeiten der Relais liegen je nach Type im Bereich von wenigen 100 µs. Trotz der Größe von 1,8 mm x 1,95 mm x 0,8 mm (L x B x H) beträgt die galvanische Tren-



Relais für Ihre Sicherheitslösungen Zuverlässig • Individuell • Zwangsgeführt ■ Zwangsführung nach IEC 61810-3 ■ Schaltströme ab 3 mA bis 16 A ■ Antriebsleistung ab 200 mW ■ 2 bis 10 Kontakte wwww.elesta-gmbh.com



nung zwischen Ein- und Ausgang 200 V AC. Angeboten werden die Typen für Schaltspannungen von 30 bis 60 V. Die kapazitiv gekoppelten MOSFET-Relais mit geringem LowCxR der Ausgangstransistoren eignen sich für Kleinsignalanwendungen, bei denen hohe Frequenzen übertragen werden. Darüber hinaus erweitern der erhöhte Temperaturbereich, die geringe Ansteuerleistung sowie die kurzen Schaltzeiten der Serie erheblich den bisherigen Einsatzbereich von MOSFET-Relais. Durch die kompakte Bauform ist eine deutlich höhere Packungsdichte auf der Leiterplatte möglich. // KR Panasonic Electric Works Europe



GEHÄUSE & SCHRÄNKE // SCHALTSCHRANK



Elektrische Sicherheit bereits vorbereitet Sicherheit hat bei elektrischen Schaltanlagen eine hohe Priorität. Wie sich für viele Anwendungen durch einen automatischen Potenzialausgleich aller Flachteile die Sicherheit erhöhen lässt, zeigt dieser Beitrag.



Bilder: Rittal



NATASCHA TREML *



S



icherheit hat bei elektrischen Schaltanlagen eine hohe Priorität. Um Personen- und Sachschäden zu vermeiden, sind zahlreiche Normen und Vorschriften zu erfüllen. Dazu gehört auch der Potenzialausgleich zwischen allen metallischen Teilen eines Gehäuses. Wie sich für viele Anwendungen durch einen automatischen Potenzialausgleich auch ohne separate Erdungsbänder die Sicherheit erreichen lässt, zeigt das Anreihschrank-System TS 8 von Rittal. Die Erdung von metallischen Teilen an elektrischen Anlagen ist aus Sicherheitsgründen praktisch überall vorgeschrieben. Dies gilt für alle elektrischen Geräte und Anlagen – von der einfachen Lampe bis zur Niederspannungshauptverteilung. Der Grund ist einleuchtend: Im Fehlerfall – wenn also zum Beispiel ein Gehäuseteil unter Spannung steht – würde dies zu einer Gefährdung von Personen führen. Und gerade vor der Gefahr ungewollter Berührung lebensgefährlicher Spannung soll ein Gehäuse schützen. In Niederspannungsschaltanlagen ist also eine Erdung vorzusehen, an die alle metallischen Rahmen- und Gehäuseteile, für die das Risiko einer Potenzialverschleppung besteht, angeschlossen werden müssen.



Erdungsbänder schnell und einfach anbringen Um einen solchen Potenzialausgleich durchzuführen, bei dem alle metallischen Teile mit der Erdung verbunden sind, werden in der Regel Erdungsbänder aus Kupferdraht vorgesehen. Diese sind flexibel und können daher auch bewegliche Teile – beispielsweise eine Tür – sicher mit dem Gehäuse verbinden. Bei einem Schaltschrank müssen über die Erdungsbänder meistens auch der Rah-



Schaltschrank-Erdung: Die Sicherheit hat bei elektrischen Schaltanlagen eine hohe Priorität – dazu gehört auch der Potenzialausgleich zwischen allen metallischen Teilen eines Gehäuses.
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men, die Seitenwände, das Schaltschrankdach oder andere Flachteile mit dem Schutzleiter verbunden werden. Sind alle Erdungsbänder richtig angebracht, besteht der Potenzialausgleich und alle Schaltschrankteile können über den Schutzleiter der Spannungsversorgung geerdet sein. Da die Werkstattmitarbeiter die Erdungsbänder während der Montage manuell anbringen müssen, besteht hier aber auch eine Fehlerquelle. Sollte einmal ein Erdungsband vergessen werden, ist die fertige Schaltanlage zwar funktionsfähig, im Fehlerfall kann es zu einer Gefährdung von Personen kommen.



Potenzialausgleich auch ohne Erdungsband Um die Umsetzung der elektrischen Schutzmaßnahmen zu erleichtern, hat Rittal beim Anreihschrank-System TS 8 eine wirksame Lösung entwickelt: Die Seitenteile, das Schaltschrankdach, die Rückwand und auch Bodenbleche werden während des Zusammenbaus automatisch leitend mit dem Rahmen verbunden. Damit ist ein Potenzialausgleich hergestellt, ohne dass diese Teile noch mit Erdungsbändern kontak-tiert werden müssten. Realisiert ist diese Lösung mit speziellen Krallen bzw. Unterlegscheiben, die sich beim Zusammenbau durch die elektrisch nicht leitende Oberflächenbeschichtung der Flachteile drücken und so eine sichere Kontaktierung herstellen. Dadurch sind alle Flachteile leitend mit dem Rahmen verbunden, so dass in vielen Anwendungsfällen auf separate Erdungsbänder verzichtet werden kann. Lediglich für die Schaltschranktür ist ein Erdungsband anzubringen. Der Übergangswiderstand zwischen den Flachteilen und dem Schalt-



Bild 1: Schaltanlagenbau in der Praxis mit Rittal Systemtechnik



schrankrahmen beträgt weniger als 0,1 Ohm – der in der Leergehäuse-Norm DIN EN 62208 geforderte Wert. In der Werkstatt bringt dieser automatische Potenzialausgleich eine Verringerung des Materialaufwands und eine Erleichterung bei der Montage: Das zeitraubende Anbringen von bis zu sieben Erdungsbändern pro Schaltschrank kann entfallen.



Vereinfachte Montage und erhöhte Sicherheit Neben diesem Material- und Zeitgewinn ist auch eine Demontage und erneute Montage der Flachteile einfacher, da nicht jedes Mal die Erdungsbänder entfernt und wieder befestigt werden müssen. Im Zuge einer Risikobewertung müssen Anwender klären, ob die konstruktiven Maßnahmen eines automatischen Potenzialaus-



gleichs ausreichen oder ob separate Erdungsbänder für eine Erfüllung der sicherheitstechnischen Anforderungen erforderlich sind. // KR Rittal



Die Vorteile auf einen Blick Der automatische Potenzialausgleich beim Anreihschrank-System TS 8 hat folgende Vorteile: „ Spart die Montage von bis zu sieben Erdungsbändern. „ Erleichtert die Montage und Demontage aller Flachteile.



Standardmäßige und modiﬁzierte Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, Metall oder Kunststoff. [email protected]



www hammondmfg.com
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SCHALTSCHRANK



ELEKTRONIKGEHÄUSE



Bessere Abschirmwerte garantiert Mit Kabelkanälen Platz schaffen



Schukat bietet EMV-beschichtete Elektronikgehäuse der Streitbürger Gehäusetechnik UG (STB-GHTEC) an. Die EMV-Beschichtung erreicht eine maximale Abschirmwirkung von 99,999999% bis zu 105 db. Im Lichtbogenspritzverfahren wird Zink der Reinheit 99,99% mechanisch auf das Trägermaterial aufgetragen. Dadurch entsteht eine heterogene vollmetallische Oberfläche einer Schichtdicke von 100 µm, auf der Löten möglicht ist.



Die formstabilen Gehäuse werden nach dem Spritzen gespannt, was ihnen eine sehr gute Passgenauigkeit verleiht. Messing-Gewindeeinsätze im Oberteil dienen sowohl zur Platinenbefestigung als auch zur Gehäuseverschraubung und verhindern einen Verschleiß auch bei mehrmaligem Öffnen und Schließen. Die Platinenaufnahmen lassen sich individuell auf verschiedene Platinen abstimmen. Dank Nut- und Federsystem weisen die Gehäuse eine Resistenz gegen Spritzwasser, Staub und Luftfeuchtigkeit auf, zudem sind sie temperaturbeständig bis 65°C. Aktuell gibt es zwei verschiedene Gehäusedome für die Leiterplatinenbefestigung, die standardmäßig ab Lager Schukat verfügbar sind. Schukat



Die Montage von Kabelkanälen in Schaltschränken mit herkömmlichen DIN-Kanälen ist mit zeitaufwändigem Bohren verbunden. Demgegenüber lassen sich die Kabelkanäle von Rittal einfach und schnell an das Schrankprofil montieren. Die Befestigungspunkte des Kabelkanals sind auf die TS 8-Systemlochung optimal abgestimmt. Dabei können bereits montierte Anreihwinkel und Anreihschnellverbinder mit dem Kabelkanal einfach überbaut werden.



Zusätzlich zu den 50 mm breiten Kabelkanälen für Einzelschränke und 100 mm breiten Kabelkanälen für angereihte Schränke bieten die Herborner auch Kabelkanäle in gleicher Ausführung und Farbe für die horizontale Verdrahtung auf Montageplatten. Ein Abmessen und Kürzen ist nicht notwendig. Die Kabelkanäle sind in ihrer Länge auf den TS 8 Schaltschrank sowie auf die Breite der Montageplatte angepasst. Durch die Kabelkanäle für das vertikale TS 8 Schrankprofil ist wesentlich mehr nutzbare Fläche auf der Montageplatte verfügbar. Bei 600 mm breiten Schränken entsteht bis zu 32 Prozent mehr Platz für die Bauteilmontage. Rittal



Keine Kompromisse bei Helligkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit Gap Filler 3500LV – ein Zwei-Komponenten Gap Filler mit einer hohen Wärmeleitfähigkeit von 3,5 W/m-K. Der Gap Filler 3500LV bietet neben exzellenten thermischen Eigenschaften von 3,5W/mK eine minimale Ausgasung. Das Zwei-Komponenten-Material vernetzt bei Raumtemperatur. Mit zusätzlicher Wärmezufuhr kann dies beschleunigt werden. Auch bei komplexen und schwierigen Aufbauten erzielt der Gap Filler 3500LV eine passende thermische Anbindung für eine hohe Produktfunktionalität und Zuverlässigkeit. Im vernetzten Zustand bleibt der Gap Filler 3500LV flexibel und schützt gegen mechanischen Schock und bei Vibrationen.



www.bergquistcompany.com



Henkel AG & Co. KGaA . 40191 Düsseldorf . Germany . [email protected]



Besuchen Sie uns:



Halle 7, Stand 335
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DIN-SCHIENENGEHÄUSE



Mit steckbaren Reihenklemmen OKW erweitert das Portfolio um ein vertikales DIN-Schienengehäuse. Es ist vollständig mit steckbaren Reihenklemmen ausgestattet, passend für DIN EN 60715 TH35 oder eine direkte Wandmontage. Das Gehäuse ist 22,5 mm breit und wird aus dem selbstverlöschenden, flammwidrigen Kunststoff PA66 (UL 94 V-0) in der Farbe grün hergestellt. Das Komplettgehäuse ist mit/ohne Lüftungsschlitze erhältlich; vorne und an der Seiten befinden sich jeweils Vertiefungen für Beschriftungslabels. Zum Lieferumfang gehören vier steckbare Reihenklemmen, jeweils 4-polig im Raster 5 mm. Die Montage der Einzelteile erfolgt durch Verrasten. Anwendungen finden sich in elektrischen und elektronischen Anwendungen, einschließlich Sicherheitseinrichtungen, Energiemanagement, bei eingebetteten Systemen, im Hei-



kühlen schützen verbinden



Designgehäuse



zungs-/Lüftungsbau sowie für Klimaanlagen. Das DIN-Schienengehäuse umfasst zwei vertikale Leiterplattensteckplätze. Die Reihenklemmen sind für 15 A/300 V ausgelegt, mit 20 mΩ Kontaktwiderstand, 500 mΩ/500V DC Isolationswiderstand und einer Spannungsfestigkeit gegenüber 2000 V AC für bis zu 1 Minute.



• Elegantes und funktionelles Design mit stoßfesten Kunststoffabdeckungen • Entspricht der Schutzklasse IP 67 durch integrierte Dichtung • Horizontale und vertikale Führungsnuten zur Aufnahme von Leiterkarten oder ungenormten Bauteilen • Kundenspezifische Bearbeitungen, Oberflächen und Farben auf Anfrage



OKW Gehäusesysteme



ENTWICKLERPLATINEN-GEHÄUSE



Für Arduino und BeagleBone Mit der Einführung des HAMAR, einem Design-Gehäuse, das für den Arduino LEONARDO, M0 PRO, UNO oder YÚN, und den HAMBB entwickelt wurde, und auf die Platine BeagleBone Green abgestimmt ist, hat Hammond Electronics seine Produktfamilie an designspezifischen Plastikgehäusen für Small-FormFactor-Entwicklerplatinen erweitert. Alle Modelle basieren



auf den Allzweck-Gehäusen der Serie 1593, werden betriebsfertig für die Nutzung mit maschinell gefertigten oder anvulkanisierten I/O-Platinen, Leistungs- und Erweiterungsports geliefert und sind somit auf die unterschiedliche Anordnung der Komponenten auf den verschiedenen Platinen abgestimmt. Alle Versionen sind in mattiertem transparent blauem, grauen oder schwarzem Allzweck-ABS-Kunststoff erhältlich und sind sowohl für ProfiEntwickler als auch Laien geeignet. Das Gehäuse kann mit allen vier Arduino-Platinen genutzt werden. Der HAMBB ist geeignet für die Entwicklerplatine BeagleBone Green. Der BeagleBone und der Beagle Bone Black werden ebenfalls unterstützt; für sie gibt es ein jeweils eigenes designspezifisches Gehäuse. Hammond Electronics



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016



51



Mehr erfahren Sie hier: www.fischerelektronik.de Fischer Elektronik GmbH & Co. KG Nottebohmstraße 28 58511 Lüdenscheid DEUTSCHLAND Telefon +49 2351 43 5 - 0 Telefax +49 2351 4 57 54 E-mail [email protected]



Wir stellen aus: High End in München 05.-08.05.2016 Halle 3, Stand K13



AKTUELLE PRODUKTE // GEHÄUSE & SCHRÄNKE



ALUMINIUM-GEHÄUSE



Gehäusefamilien Intertego und Filotec um neue Größen erweitert



Die Gehäuse-Serien Intertego und Filotec von BOPLA zeichnen sich aufgrund ihrer AluminiumProfiltechnologie durch hohe Modularität und Robustheit aus. Sie sind in ihren Abmessungen besonders variabel und lassen



sich auf die jeweilige Kundenapplikation abstimmen. Ab sofort sind die Gehäuse beider Serien in neuen Größen erhältlich. Die Serie Intertego wurde um die Bauhöhe 4 HE ergänzt. Die Variante weist eine Gesamthöhe von 188,75 mm auf. Die übrigen Eigenschaften und technischen Daten bleiben identisch zu den bestehenden Ausführungen der Intertego-Reihe in 2 HE und 3 HE. So sind Tiefe und Breite individuell anpassbar. Kunden können zwischen 27 Standardabmessungen auswählen, die ab



Lager verfügbar sind. Die Bodenund Deckbleche sind aus Aluminium gefertigt, die Druckgussecken bestehen aus einer Zinklegierung. Die Serie soll gute EMVEigenschaften aufweisen. Durch Zubehörteile lassen sich die Abschirmwerte erhöhen. Die Gehäuse sind für den Einbau von 19“-Komponenten ausgelegt und außer als designorientiertes Tischgehäuse auch als 19“-Einschub einsetzbar. Die Baureihe wird in der Standardfarbe Graphitgrau (ähnlich RAL 7024) geliefert. Die Schutzart ist



abhängig von den eingesetzten Abdeckblechen – mit Lüftungsöffnungen liegt sie bei IP20 während sie mit der geschlossene Version bei IP40 liegt. Die aus über 100 Standardgehäusen bestehende Filotec-Familie mit Folientastaturfläche wurde um die Baugröße F 1632xxx erweitert. Die Innenmaße sind auf den Einbau einer Europakarte mit den Maßen 100 x 160 mm im Querformat abgestimmt. Bopla



GEHÄUSE



Gehäusetechnik und Systemintegration aus dem Koffer Die vielfältigen Möglichkeiten bei der Realisierung von Gehäuseprodukten bis hin zu komplexen Systemlösungen in Elektronik und Software werden anschaulich mit dem „HEITEC 4.0 TO GO“-Koffer präsentiert. Im geschlossenen Zustand spiegelt der Koffer die Modularität eines Standardgehäuses wider, in der geöffneten, „aufgefalteten“ Version das Potential von Standard 19‘‘-Gehäusetechnik von der Komponente bis zur Plattform bzw. eine komplexe Systemlösung „TO GO“ mit Sensorik,



Messtechnik, Elektronik, Automatisierungstechnik, Machineto-Machine-Kommunikation via Funk, SAP-Anbindung und Bedienoberflächen, alles eng miteinander verzahnt und integriert in einem Standard Vario-Modul



Gehäuse. Die Demo veranschaulicht damit praktisch, wie Software, Mechanik und Elektronik erfolgreich interagieren, um beispielsweise Industrie 4.0 aber auch schon heute ganz alltägliche aktuelle Herausforderungen in der Industrie erfolgreich modular umzusetzen. Die Gehäuseteildemo – integriert in einen HeiPac Vario Baugruppenträger – stellt die Alternativen der Aufbausysteme basierend auf einer Lösung dar, die eine große Anzahl von mechanischen Standardkomponenten



bis zum kundenspezifischen Kleinsystem umfasst. Die Lösung besteht aus einem 6HE Heipac Vario Standard-Baugruppenträger, der flexibel in 3HE oder 6HE einteilbar bzw. als EMV-Variante erhältlich ist. Die verbauten Bestandteile wie Schienen, Platten, EMV-Vorrichtungen, unterschiedliche Auswurfhebel und Griffe sowie die wartungsfreundliche Montage demonstrieren die Varianten, die mit der Standards und Zubehör möglich sind. HEITEC



Besuchen Sie uns: HANNOVER MESSE Rittal: Halle 11, Stand E06 Eplan: Halle 6, Stand K16



Unsere Kompetenz.



Ihr Nutzen.
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MANAGEMENT-CONTROLLER



Kostengünstige BMC-Lösung mit erweitertem Funktionsumfang Erweitertes Hardwaremanagement gewinnt für mehr und mehr Computing-Plattformen an Bedeutung. Pentair hat hierzu den Pigeon Point BMR-AST-BMC entwickelt. Damit können die erweiterten Hardwaremanagementfunktionen schnell und kostengünstig auf die Server-Baseboards hinzugefügt werden. Mit diesem BMR kann erstmalig auf das Baseboard zugegriffen werden, auch wenn die Main-ServerCPU nicht in Betrieb ist. Die Lösung basiert auf dem integrierten Remote-Manage-



ment-Prozessor AST2500 (und dessen Variante AST2520) von ASPEED Technology, der eine leistungsstarke ARM11-CPU mit umfangreichem Peripheriezubehör speziell für Managementanwendungen kombiniert. Der Pi-



GEHÄUSE



HiQ-Offensive bei Santox



Die Gehäuse- und Kofferspezialisten von Santox wollen die Qualität ihrer Gehäusekoffer in Aluminium- und Vakuum-Tiefziehtechnik noch weiter steigern. Kunden sind daher aufgerufen,



ihre Wünsche und Anregungen mitzuteilen. Darüber hinaus umfasst die HiQ-Offensive alle administrativen Bereiche im Außen- und Innenkontakt. Ein Relaunch der Internetseite mit kundenfreundlicher Führung soll bereits in drei Monaten abgeschlossen sein. Und auch der Maschinenpark hat durch kräftige Investitionen ein weiteres „Update“ in Richtung zukunftssicherer und kostenoptimaler Fertigung erfahren. Santox



geon Point BMR-AST-BMC unterstützt dank der eingebauten AST2500-Hardware die Umleitung von Tastatur-, Video- und Mausfunktionen (KVM-Funktionen) des Server-Baseboards an eine Remote-Managementkonsole, die über ein Netzwerk verbunden ist. Über die KVM-Peripheriegeräte dieser Konsole haben IT-Mitarbeiter vollen Fernzugriff auf den Server – als ob sie direkt vor Ort wären. Dies erleichtert das Management einzelner Server unter Dutzenden, Hunderten oder sogar Tausen-



den von Servern, für die ein ganzes IT-Team zuständig ist. Dank der KVM-Umleitung können über solche Remote-Konsolen auch beliebige Server anhand von Boot- und Installations-Images effizient diagnostiziert und/ oder reinitialisiert werden, ohne dass ein physischer Zugang zum Server erforderlich ist. Die BMCLösung ist mit der Version 2.0 des IPMI-Standards kompatibel und bietet wichtige Funktionen des DCMI-1.5-Standards. Pentair



NETZWERKSCHRANK



Für den Einsatz im Schiffsbau Der IT-Netzwerkschrank von ENOC System für den Einsatz auf Schiffen (Vertrieb: Friesland Kabel) wird zu großen Teilen aus Aluminium produziert und ist rund 30 bis 50 kg leichter als Stahlvarianten. Für einen Kunden im Schiffsbau wurde ein ITDatenschrank mit einem 19“ Vollauszug entwickelt. Die maximale Belastung von 400 kg bei vollem Auszug sowie der Platz zwischen Schrankgestell und Auszug, erleichtert die Montage und Wartung. Zusätzlich verfügt er im unteren Bereich über ein



separates 19“ Feld, das stufenlos verschiebbar ist. Der modular aufgebaute Datenschrank ist komplett zerlegbar. Friesland Kabel



Steuerungsbau 4.0 Erleben Sie live Lösungen für die lückenlose, integrierte Wertschöpfungskette im Steuerungsund Schaltanlagenbau. Sichern Sie sich Ihren Wettbewerbsvorsprung und setzen Sie auf das Leistungsnetzwerk der Zukunft für Industrie 4.0.



Engineering



System



Automation



Bilder: Analog Devices



Gründer: ADI wurde gemeinsam von Ray Stata und Matthew Lorber, Kommilitonen am MIT, 1965 gegründet.



Analog Devices – über 50 Jahre Innovation in der analogen Welt Der Halbleiterspezialist aus Norwood bei Boston (USA) ist seit über 50 Jahren ein führender Anbieter von Datenwandler- und DSP-Lösungen. Bereits das erste Produkt wurde zum Erfolg.
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nalog Devices (ADI) wurde am 18. Januar 1965 in Cambridge, Massachusetts, von Ray Stata, der auch heute noch im Vorstand des Unternehmens ist, und Matthew Lorber – einem seiner Kommilitonen am Massachusetts Institute of Technology (MIT) – gegründet. Die beiden Gründer bewältigten die Anschubfinanzierung durch den Verkauf ihres ersten Unternehmens Solid State Instruments, das sie vom Keller ihres Wohnhauses aus betrieben hatten. Ihr erstes Produkt bei ADI war das Modell 101, ein als Modul aufgebauter AllzweckOperationsverstärker von der Größe eines Hockey-pucks für Test- und Messausrüstungen. In einem Interview mit der Stanford University im Jahr 2006 erinnert sich Stata an die Anfänge: „Bereits 1965 gab es Wettbewerber wie Burr-Brown, Philbrick und Nexus. Der Gesamtumsatz lag zu diesem Zeitpunkt zwischen zehn und zwanzig Millionen Dollar, wuchs aber relativ schnell. In unseren ersten fünf Geschäftsjahren erreichten wir Zuwächse von achtzig bis neunzig Prozent pro Jahr bei den Verkäufen unserer Module!“ Am 11. März 1969 fand der Börsengang statt, der etwa 1 Million US-Dollar neues Kapital in die Firma brachte. Im selben Jahr wurde ADI auf dem Markt für Datenwandler aktiv und akquirierte dazu das Unternehmen Pastoriza Research, das Leiterplatten und Module herstellte. Die Produkte waren dafür gedacht, physikalische Größen wie Druck oder Temperatur von analogen in digitale Signale zu übersetzen. 1969 meldete ADI sein erstes Patent unter der U.S. Patent No. 3,530,390 an. Das Modul mit dem Titel „Operationsverstärker mit Varactor-Brücken-Eingangskreis“ veränderte die Branche durch seinen einzigartigen Eingangsruhestrom. Von der Größe eines Eishockey-Pucks, war der Verstärker eine ideale Lösung für die medizinische Messtechnik. Seitdem hat ADI seine Technologien kontinuierlich weiterentwickelt und über 2.200 Patente für seine Hochleistungs-Signalverarbeitungslösungen angemeldet. 1971 kaufte ADI das Unternehmen Nova Devices und sicherte sich damit Technologie und Wissen rund um das Design und die Herstellung integrierter Schaltkreise (Integrated Circuit, „IC“). Mit diesem entscheidenden Schritt begann das Unternehmen seinen Umbau von Modul- zum Halbleiterhersteller. Laut Stata war für den Erfolg des jungen Unternehmens nicht zuletzt die Begeisterung für Innovationen ausschlaggebend: „Ich denke, unsere Herangehensweise an den Halbleitermarkt hat sich von dem anderer zu dieser Zeit unterschieden. Wir haben vor al-
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gie, wie etwa dem Verstärker AD506, gewann ADI neue Kunden.



Erste monolitische CMOSSchaltkreise



Archaisch: So muten uns heute die Gehäusebauformen des Jahres 1973 an.



lem an Hersteller von Messtechnik und Industriesteuerungen geliefert, ein Segment, in dem Genauigkeit sehr, sehr wichtig war. Die ersten analogen ICs waren dafür nicht gut genug. Eine der wichtigsten Innovationen, mit denen wir führend waren, war das Aufbringen von Dünnfilmwiderständen auf der Oberfläche von ICs. Diese haben wir dann mit Lasern auf dem Wafer getrimmt, um die Herstellungstoleranzen der Halbleiterprozesse zu eliminieren. Nachdem wir das Verfahren perfektioniert hatten, konnten wir auf diese Weise Bauelemente herstellen, die eine genauso hohe Genauigkeit wie unsere Module nach der Kalibrierung boten.“ Mit Bausteinen auf Basis der Laser-Trimm-Technolo-



1973 führte Analog Devices die ersten monolithischen CMOS-Schaltungen ein, was die Möglichkeiten von Digital-Analog-Wandlern erweiterte. Der AD7520, ein monolithischer 10-Bit-Digital-Analog-Wandler, war der erste größere Schaltkreis, der CMOS-Schaltungen und Dünnfilmwiderstände auf einem Chip kombinierte. Dem Anwender brachte dies relativ kleine Bauformen bei niedrigen Kosten. Stata zufolge war ADI von Anfang an darauf fokussiert, im Dialog mit den Kunden die Schaltungen zu realisieren: „Ein weiterer wichtiger Aspekt war sicherlich, die Technologie auf die Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Zu dieser Zeit war es in der Halbleiterindustrie üblich, aus den Prozessen alles herauszuholen, was möglich war, und es dann dem Kunden zu überlassen, herauszufinden, wozu er es benutzt. Wir haben stattdessen versucht, vom Anfang an die Kundenbedürfnisse zu verstehen und dadurch war es leichter, unsere Produkte einzusetzen.“ 1968 wurde die deutsche Niederlassung gegründet und 1977 eröffnete Analog Devices



Handarbeit: Was heute maschinell geschieht, wurde in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts in der Fertigung noch von Hand erledigt.
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Isolation: Der digitale Isolator ADuM1100 in MEMS-Technologie bereitete den Weg für die iCoupler genannte Familie von Bauelementen mit galvanischer Trennung.



in Limerick (Irland) seine erste Fertigungsanlage außerhalb der USA. 1978 kam mit den AD571 der erste monolithische Analog-Digital-Wandler (ADC) auf den Markt, der eine Auflösung von 10 Bit hatte und heute noch verfügbar ist. 2 Jahre später folgte die 12-Bit-Variante AD574, die zum damaligen Industrie-Standard bei ADCs wurde. Noch heute ist Analog Devices mit Abstand Weltmarkführer bei Wandlern.



Programmierbare Signalprozessoren großer Leistung 1987 brachte ADI mit dem ADSP-2100 seinen ersten programmierbaren Digital Signal Prozessor (DSP) in 16-Bit Festkomma-Architektur heraus. Mit einer für damals hohen Rechenleistung war der ADSP-2100 für kom-



1965



Erstling: Der Allzweck-OP Model 101 war das erste Produkt von Analog Devices.
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plexe Messvorgänge und Steuerungsalgorithmen in Embedded-Systems konzipiert, etwa für Telekom-Anwendungen oder in Motorund Prozesssteuerungen. Diesem folgte 1994 der erste SHARC DSP ADSP-21060, der vor allem in Audioanlagen zum Einsatz kam. Manche Hersteller bewarben ihr Produkt sogar mit dem SHARC-Logo auf ihren Geräten. 1990 kaufte ADI die Firma Precision Monolithics (PMI), wodurch ADI nun auch im Silicon Valley vertreten war und mit weiteren Präzisionsbausteinen wie Operationsverstärker und Spannungsreferenzen das Portfolio erweiterte. Der OP07 von PMI ist auch heute noch ein beliebter Operationsverstärker. Das erste Produkt im Bereich der Mikrosysteme (Microelectromechanical Systems, MEMS) war 1991 der Beschleunigungsmesser



1977



Expansion: ADIs Fertigung in Limerick war die erste Halbleiterfabrik in Irland.



ADXL50. Er war das erste größere Produkt des Unternehmens für den Automobilmarkt und überhaupt der erste weltweit verfügbare monolithische Sensor zum Erkennen eines Unfalls und damit zur Entscheidung im Fahrzeug, ob ein Airbag ausgelöst werden soll. Heute verwenden die weltweit führenden Automobilhersteller Beschleunigungsmesser von ADI. 1993 folgte der AD875, ein CMOS-AnalogDigital-Wandler für Videogeschwindigkeit. Damit stieß ADI in den neuen Bereich der Digitalfotografie vor. Der AD875 kam im fortschrittlichen Sony Camcorder zum Einsatz und wurde zum Ausgangspunkt vieler weiterer Erfindungen von ADI im Bereich der tragbaren digitalen Videokameras. Bereits 1999 enthielten 60 % aller Digitalkameras Signalverarbeitungs-Technologien von ADI. 1995 stellte ADI die Internetseite www. analog.com online, die nach kurzer Zeit bereits 10.000 Klicks pro Tag erhielt. Dem Trend folgend, dass Ingenieure nach Informationen zunehmend im Internet suchen, baute ADI die Seite als weltweit zugängliche Ressource kontinuierlich aus. 2001 führte ADI die 16-Bit DSP-Familie „Blackfin“ ein. Diese basierte auf einer neuen, in Zusammenarbeit mit Intel entwickelten Architektur. Nun war es möglich, Mikrocontroller- und DSP-Funktionen in einem Befehlssatz zusammenzuführen. Auf den neuen Prozessoren läuft flexible und skalierbare Software für konvergente Anwendungen, unter anderem Audio- und Videoverarbeitung, wie auch Multimode-Basisbandund Paket-Verarbeitung. Im gleichen Jahr führte ADI den digitalen Koppelbaustein ADuM1100 zur galvanischen Trennung von Datenpfaden ein, ein weiterer Meilenstein in der Firmengeschichte. Die Bausteine nutzen ADIs MEMs Technologie,



1987



Rechenprofi: Der ADSP-2100 war der erste digitale Signalprozessor von ADI.
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Funk-Profi: Der RF Agile Transceiver AD9361 bereitete den Weg für das Software Defined Radio und fand aufgrund seiner kleinen Abmessungen schnell seinen Weg in zahlreiche Applikationen.



Jubilar: Seit über 50 Jahren ist Gründer Ray Stata in leitender Position bei ADI tätig.



um mit Silizium kleine integrierte Transformatoren aufzubauen, die für die galvanische Trennung zuständig sind. Diese als iCoupler in vielen Varianten bekannte Technologie isoliert mittlerweile über 1 Milliarde Datenpfade in Kundenschaltungen weltweit. Das Komplett-Funkdesign AD9361 RF Agile Transceiver kam 2013 auf den Markt und ermöglichte das Software Defined Radio (SDR). Diese Innovation kombinierte die Flexibilität eines Software-konfigurierbaren Funks mit sehr geringem Platzbedarf für Mobilfunk-Basisstationen, RF-Messgeräte, die Luft- und Raumfahrt, sowie für Verteidigungssysteme. 2014 übernahm ADI die Hittite Microwave Corporation und wurde damit zum ersten Halbleiteranbieter, der den gesamten Fre-



Angesichts des gelungenen Jubiläums sieht Ray Stata gelassen in die Zukunft: „Auch wenn sich Märkte, Technologien und strategische Ansätze in den letzten fünfzig Jahren sehr verändert haben, sind unsere grundlegenden Tugenden noch dieselben. Diese Überzeugungen und Prinzipien zeigen sich immer wieder in den Menschen, die sich für eine Karriere bei ADI entscheiden. Sie haben über alle Veränderungen hinweg unseren Erfolg gesichert und werden dies auch in der Zukunft tun.“ //R. OED



1991



Sicherheit: Der Beschleunigungssensor ADXL50 war der erste MEMS-Baustein von ADI.
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quenzbereich von 0 Hz bis 110 GHz abdeckt. Mit dem Zusammenschluss stärkte ADI insbesondere seine Hochfrequenz-, Mikrowellen- und Millimeterwellen-Sparte.



Die Mitarbeiter sind die Basis des Erfolgs Zu seinem runden Geburtstag 2015 stand ADI besser da als je zuvor. Während das Unternehmen in seinem Gründungsjahr mit nur 46 Mitarbeitern einen Gesamtumsatz von 574.000 US-Dollar erreichte, lag der Umsatz 2015 bei 3,4 Milliarden US-Dollar. Im Unternehmen sind über 9.500 Mitarbeiter tätig.



Analog Devices



www.meilensteine-der-elektronik.de



2001



Kombinierer: Die Blackfin-Familie kombinierte Microcontroller- und DSP-Funktionen.



2013



Wegbereiter: Der AD9361 ebnete den Weg für das Software Defined Radio.
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INDUSTRIEELEKTRONIK // WINKELSENSOREN



Hochauflösender Gürtel-Drehgeber für große Wellendurchmesser Der Spannbandgeber wird mittels Spannschloss am Wellenumfang fixiert. Seine Signalverarbeitung liefert Position und Drehzahl von Wellen mit einem Durchmesser bis 3183 mm.



Bilder: Baumer



HENNING FÖRSTE *



Der Spannbandgeber: Er basiert auf einer doppelten, berührungslosen Abtastung eines magnetisierten Bandes, das an seinen Enden mit einem Spannschloss um die Welle montiert wird.



Z



ur genauen und energieeffizienten Regelung von Antrieben und Generatoren ist die präzise Messung von Position und Drehzahl erforderlich. Drehgeber stellen die dazu erforderlichen Informationen zur Verfügung: Je größer der Wellendurchmesser eines Antriebs oder Generators, desto schwieriger gestaltet sich allerdings die Fertigung und Montage der Drehgeber; oberhalb von einem Meter Durchmesser standen bislang nur kostenintensive Sondervarianten zur Verfügung. Mit der Entwicklung eines lagerlosen Spannband-Magnetgebers hat Baumer eine entsprechende Lösung geschaffen. Der Sensor lässt sich für praktisch belie* Henning Förste ... ist Produktmanager Motion Control (Heavy Duty) bei Baumer.
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big große Wellen fertigen und ermöglicht die genaue, hoch aufgelöste Messung von Position und Drehzahl. Das Prinzip basiert auf einer berührungslosen und verschleißfreien magnetischen Abtastung kombiniert mit einer präzisen Signalverarbeitung. Besonders die Messung von Position und Drehzahl an großen Motor- oder Generatorwellen, etwa in Walzwerken, Papiermaschinen, Wind- und Wasserkraftanlagen, bedeutete bisher erheblichen Aufwand. Zum einen verlangen die eher rauen Umgebungsbedingungen möglichst robuste Drehgeber-Lösungen, zum anderen ist es keineswegs trivial, einen entsprechenden Geber an den dicken Wellen zu montieren. Die Montage eines Standard-Heavy-DutyDrehgebers benötigt einen kleinen Adapterzapfen am freien Wellenende. Das kann



erhebliche Rundlauffehler in Form von Taumeln nach sich ziehen und der Geber misst unter Umständen nicht an der regelungstechnisch interessanteren Lastseite. Seine B-seitige Montage verhindert zudem eine für viele Anwendungen sinnvolle durchgängige Hohlwelle und vergrößert gleichzeitig den insgesamt erforderlichen Einbauraum. Meist ist dann auch noch ein mechanischer Trittschutz für den Geber vonnöten, damit er vor Beschädigungen geschützt ist. Eine Alternative sind lagerlose magnetische Drehgeber, die aus einem auf der Welle montierten Polrad und einem fest angebrachten Abtastkopf bestehen. Ihre Montage ist auch auf der A-Seite möglich, da diese Geber sehr kurz bauen. Bei großen Wellendurchmessern (derzeit sind etwa 1000 mm möglich) kann sich dies trotzdem schwierig gestalten, denn das Geberrad, das über ein Wellenende geschoben und fixiert werden muss, ist recht groß und schwer. Mittlerweile gibt es zwar geteilte Polräder auf dem Markt für den nachträglichen Anbau an Wellen ohne direkt zugängliches Ende. Allerdings sind diese mit zwei gravierenden Nachteilen verbunden: Es entstehen hohe Kosten und Einschränkungen bezüglich der verfügbaren Hohlwellendurchmesser, weil es sich hier immer noch um passend zum Durchmesser realisierte Sonderanfertigungen handelt. Darüber hinaus führen die beiden Stoßstellen an den Enden der Halbringe zu einem Verlust an Signalqualität.



Flexibler Gürtel mit genauer Maßverkörperung Vor diesem Hintergrund drängten vor allem Anwender aus den Bereichen Wind- und Wasserkraftanlagen, Papiermaschinen, Baumaschinen oder Großantrieben auf bessere Lösungen. Ihr Bedarf an robusten, einfach montier- und wechselbaren lagerlosen Drehgebersystemen, mit denen sich Drehzahl und Position mit hoher Auflösung messen lassen, steigt ständig. Mit dem zum Patent angemel-



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016



INDUSTRIEELEKTRONIK // WINKELSENSOREN



deten Lösungsansatz HDmag flex erfüllen die Spannbandgeber MIR 3000F (inkremental) und MQR 3000F (quasi-abolut) solche anspruchsvollen Messaufgaben an Wellen mit beliebigem (theoretisch auch unbegrenztem) Durchmesser.



FAULHABER Motion Control



Feel the Power



Die Elektronik im Sensorkopf ist vollständig vergossen Die Geber für Wellendurchmesser bis 3183 mm haben einen Sensorkopf mit zwei Abtasteinheiten zur doppelten magnetischen Abtastung eines Bandes, das an seinen Enden, ähnlich einem Gürtel, mit einem Spannschloss um die Welle gespannt wird. Das Messprinzip hat eine konstant hohe Signalqualität, auch bei großen Luftspalttoleranzen. Durch die berührungslose Abtastung arbeitet der Drehgeber praktisch verschleißfrei und ist unempfindlich gegen Staub, Schmutz, Flüssigkeiten und Betauung. Der Sensorkopf mit seiner vollständig vergossenen Elektronik kann in jeder Position an der Welle befestigt werden. Er toleriert große axiale Verschiebungen des Spannbandes von ±5 mm, wie sie beispielsweise aufgrund thermischer Ausdehnung an langen Wellen auftreten können. Der Luftspalt, also der radiale Abstand vom Spannband zum Sensorkopf, darf bis 3 mm groß sein, wodurch die bei Großwellen und deren Lagerungen typischen Toleranzen gut beherrschbar werden. Ein Anbau des Spannbandes an einer beliebigen axialen Position auf der Welle ist schnell und ohne großen Aufwand realisierbar; die Wellenoberfläche bleibt frei von Bohrungen, Nuten und Einstichen. Stattdessen lässt sich das werksseitig dem Umfang der Welle entsprechend zugeschnittene Spannband einfach um die Welle legen und mit dem an seinen Enden angebrachten Spannschloss verbinden. Die Drehgeber eignen sich damit sehr gut für Nachrüstungen.



Schnelle Signalverarbeitung und hochpräzise Messwerte Das Spannschloss ist so ausgelegt, dass es Toleranzen des Wellendurchmessers von etwa 2 mm ausgleichen kann. Für die anschließende Montage des Sensorkopfs sind lediglich zwei Befestigungsschrauben notwendig. Der Luftspalt lässt sich einfach mit einer Lehre einstellen. Eine Person erledigt diese Arbeiten innerhalb weniger Minuten. Hierbei lässt sich die im Abtastkopf integrierte elektronische Funktionsüberwachung als Justierhilfe nutzen. Selbst eine für einen Wellendurchmesser von 2 m ausgelegte Sensorausführung wiegt weniger als 2 kg und passt in eine schuhschachtelgroße Verpackung.
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Einfache Anwendung: Durch das Spannschloss ist das Geberband von nur einer Person auch auf lackierten oder unbearbeiteten Oberflächen montierbar.



Montage- und Transportkosten reduzieren sich damit deutlich gegenüber den bisher verfügbaren Lösungen zur Positions- und Drehzahlerfassung an großen Wellen. Aufgrund seiner intelligenten EchtzeitSignalverarbeitung liefert der Spannbandgeber jederzeit inkrementale und quasi-absolute Positionssignale mit konstant hoher Qualität, unabhängig von der Spannschlossweite. Pro Umdrehung sind bei jedem Wellendurchmesser bis zu 131.072 Impulse möglich. Die beiden Sensoren im Abtastkopf sind werkseitig so ausgerichtet, dass stets wenigstens ein Magnetsensor das magnetisierte Band abtastet. Das ermöglicht eine durchgehende Positions- und Drehzahlberechnung trotz der durch das Spannschloss bedingten Lücke. Die Welle kann sich im Betrieb axial bis zu 10 mm und radial bis zu 2 mm hin und her bewegen. Die Genauigkeit des bis 20 Bit aufgelösten Positionssignals liegt an einer 1000-mmWelle bei ±0,02 Grad. Das ermöglicht beispielsweise an Windkraftanlagen den ferngesteuerten Rotor-Lock der Turbinenwelle. Der Spannbandgeber liefert eine gültige Position, sobald nach dem Einschalten des Geräts die Lücke des Spannbandes den Abtastkopf zweimal in gleicher Drehrichtung passiert hat. Gleichzeitig liefert die Elektronik des Spannbandgebers die präzisen digitalen Drehzahlsignale in Echtzeit bis 18 Bit Auflösung bei frei wählbarer Filterung. Er erfasst sogar hochsensibel Kriechbewegungen von nur 0,003 U/min; dies entspricht einer einzigen Umdrehung in sechs Stunden. Alle von der Anwendung geforderten Ausgangssignale werden werksseitig konfiguriert. Als elektrische Schnittstellen stehen SSI, HTL, TTL SinCos und Kombinationen davon zur Verfügung. // KU



FAULHABER Motion Controller Serie MC 5004 / 5005 / 5010 ■ Perfekt optimiert auf das FAULHABER Antriebsprogramm – ob DC-Kleinstmotor, bürstenloser oder linearer DC-Servomotor ■ Modulares Baukastenkonzept mit 3 Leistungsklassen, Spitzenströme bis 30 A, umfangreiche Schutz- und Diagnosefunktionen ■ Neues Anschlusskonzept über Stecker, 4 Schnittstellenvarianten – RS232, CANopen, EtherCAT, USB



www.faulhaber.com/mc



Einfache Inbetriebnahme mit dem neuen Motion Manager 6



Hannover, 25. – 29.04.2016 Halle 15 · Stand 29
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WE CREATE MOTION



INDUSTRIEELEKTRONIK // PRAXISFORUM



Elektrische Antriebstechnik im Umbruch Die EU setzt Energieeffizienzklassen für Drehstrommotoren fest und verordnet den Umstrieg auf sparsame Antriebslösungen. Ab 2017 ist der Geltungsbereich auch für Motoren von 0,75 bis 7,5 kW wirksam.



D



er gesetzliche Einfluss durch Richtlinien und Verordnungen nimmt zu. Die politischen Vorgaben, besonders zu Öko-Design und Energieeffizienz, stellen die Hersteller von elektrischen Antriebskomponenten und -systemen immer wieder vor neue technische Herausforderungen, um ihre Produkte entsprechend anzupassen. Den Anwendern schreibt die EU Strom sparende Energieeffizienzklassen IE3/IE4 für Drehstrom-Asynchronmotoren fest vor und verordnet einen verbindlichen Umstieg auf Antriebslösungen mit höherem Wirkungsgrad. Um in der Praxis aber davon profitieren zu können, sind beim Einsatz energieeffizienter IE3- und IE4-Motoren im Netzbetrieb einige Rahmenbedingungen zu beachten, zum Beispiel hinsichtlich Anlaufverhalten.



Save the date: das nächste PEA findet vom 4.-6. April 2017 statt



Bild: VBM-Archiv



„Höhere Anlauf- und Inrush-Ströme erweitern hier die Anforderungen an die industrielle Schalttechnik“, konstatiert Dr. Andreas Krätzschmar (Head Laboratory Control Components and Systems Engineering bei der Siemens AG), „während der Anlaufphase



solcher Motoren werden die Installationsnetze deutlich stärker belastet. Außerdem erfordern diese erhöhten Ströme bei den Schaltgeräten ein entsprechend höheres Schaltvermögen sowie teilweise geänderte Einstellungen beim Kurzschlussschutz.“ Prof. Dr. Manfred Schrödl (TU Wien) betont: „Im Zuge der gesetzlich verschärften Bestimmungen über die Wirkungsgrade von elektrischen Maschinen gerät die Asynchronmaschine zunehmend an ihre Grenzen, was Effizienz, vor allem bei Teillast, betrifft. Sie hat den Vorteil eines robusten Aufbaus, ist in großen Stückzahlen am Markt und kann mit einfachen Steuerverfahren betrieben werden. Ein beträchtlicher Nachteil ist ihr eher mäßíger Wirkungsgrad speziell im Teillastbereich. Diesen Nachteil besitzt die Synchron-Reluktanzmaschine nicht. Sie hat aufgrund sehr geringer Rotorverluste über einen weiten Betriebsbereich einen sehr guten Wirkungsgrad. Ihre Schwächen sind eine hohe Blindleistungsaufnahme und eine komplizierte Regelung, die eine vertiefte Betrachtung der Maschine nötig macht. Bisher wurde zur Regelung ein Drehgeber benötigt, der Informationen über die aktuelle Rotor-



Rückblick Praxisforum Elektrische Antriebstechnik 2016: Dr. Andreas Krätzschmar (Siemens AG) erklärte die Einführung von Hocheffizienzmotoren und deren Auswirkungen auf die elektrische Installation.
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position liefert. Die beiden Nachteile können aber mit modernen Mitteln überwunden werden. Der hohe Blindleistungsbedarf hat eine etwas größere installierte Leistung im Wechselrichter zur Folge, was aber aufgrund der Fortschritte in der Leistungselektronik zu keinen nennenswerten Mehrkosten führt. Die schwierige Regelung mit teuren Drehgebern lässt sich durch sensorlose Verfahren mit modernen Prozessoren günstig in den Griff bekommen.“ Eine Steigerung der Effizienz mit modernen Antriebs- und Umrichtersystemen erfordert eine genaue elektrische Analyse in verschiedenen Lastbereichen. „Traditionelle Leistungsmesssysteme sind zwar auf höchste Genauigkeit ausgelegt, mit ihnen lassen sich aber nur sehr eingeschränkt Analysen an dynamischen Vorgängen durchführen“, informiert Thomas Stüber, Group Leader Application bei Teledyne LeCroy, „Oszilloskope, die dynamische Vorgänge analysieren können, sind durch ihre geringe Amplitudenauflösung und die begrenzte Anzahl an Kanälen nicht für die Leistungsanalyse geeignet. Eine neue Oszilloskop-Technik mit hoher Amplitudenauflösung macht jetzt die vollständige Analyse solcher Systeme im dynamischen Betrieb möglich. Bei der Untersuchung kann durch die Integration verschiedener Sensoren in das Messsystem die elektrische und mechanische Seite bei dynamischen Vorgängen erfasst und bewertet werden.“ Um das Gesamtsystem eines elektrischen Antriebs zu erfassen, ist interdisziplinäres Fachwissen notwendig. Das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik im VCC Würzburg vermittelt u.a. Erkenntnisse aus der Forschung zur praxisgerechten Anwendung und informiert zum Beispiel über neue Leistungshalbleiterkonzepte, Software, Sensorik und Simulation. Prof. Dr. Manfred Schrödl: „Um sich etwa über die effizienzbetonten Technologien der Antriebe zu informieren, ist das Praxisforum Elektrische Antriebstechnik genau die richtige Adresse.“ // KU www.praxisforum-antriebstechnik.de
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SERVOANTRIEBE



SOFTWARE-TOOL



Konfektioniert und betriebsfertig



Für Drehmoment-, Kraft-, Geschwindigkeits- und Positionsregelung sowie für Punkt-zuPunkt- oder Bahninterpolation ist der Servoantrieb ECOMPACT 34 light iin einer Vielzahl von Anwendungen geignet, etwa Verpackungsmaschinen oder Kommissioniersysteme. Als dezentraler Kompakt-Servoantrieb vereint alle erforderlichen Komponenten wie Motor, Encoder und Controller. Aufgrund der Integration entfallen eine aufwendige Projektierung und teure



Linearmotoren richtig auslegen



Motorkabel zwischen Verstärker und Motor. Auch Verdrahtungsfehler werden vermieden. Aufgrund des kurzen Gehäusedesigns (z.B. 142 mm beim ECOMPACT 34L42) eignet er sich für Retrofitting, flexible Automatisierungskonzepte und Maschinenarchitektur mit minimalem Bauraum. Der vorkonfigurierte Antrieb ist mit Steckverbindern für den Schnell-Leiteranschluss betriebsfertig. Die Basiskonfiguration kann durch die im Lieferumfang enthaltene Parametriersoftware ECOSTUDIO durch den Anwender problemlos an die Applikation angepasst werden. Die Kompaktantriebe decken maximale Drehmomente von 3,5 bis 11,6 Nm ab und arbeiten mit einer Versorgungsspannung von 24 bis 60 VDC. Jenaer Antriebstechnik



Ein wichtiger Punkt bei der Konstruktion neuer Maschinen ist die Auslegung des richtigen Antriebs. Dafür offeriert Tecnotion ein Software-Tool, mit dem die Motoren auf die individuellen Anforderungen einer Applikation geprüft werden können. Eine Vorauswahl des Linearmotors kann meist auf Grund der in der benötigten Kräfte mit Hilfe der Datenblätter der einzelnen Motorbaureihen erfolgen. Wählt man den gewünschten Motor im Auslegungs-Tool aus, werden



automatisch die Motorspezifikationen übernommen. Anschließend können die spezifischen Anforderungen der Anwendung eingegeben werden: Hub, bewegte Masse oder Beschleunigungszeit sind einige wichtige Parameter. Auf Grundlage der eingegebenen Daten berechnet das Tool per Klick die Performance des Motors hinsichtlich verschiedener Gesichtspunkte und stellt diese grafisch dar. Unter anderem stehen Übersichten zur Verfahrgeschwindigkeit, zum benötigten Strom oder ein F/V-Diagramm zur Verfügung. Hilfreich ist auch die Angabe der Spulentemperatur, die zeigt ob der Motor in der Applikation noch Leistungsreserven hätte oder sich die Spulenerwärmung bereits kritischen Werten nähert. Tecnotion



Keine Kompromisse



Mehr Funktionalität für Ihr Design mit 8-Bit PIC® MCUs



Beim Embedded-Design fordert die Realität, in jeder Phase Kompromisse einzugehen. Abwägungen zwischen Leistungsfähigkeit, Funktionalität und Kosten hindern uns oft daran, die besten Ideen auf den Markt zu bringen. Wir glauben, es gibt eine bessere Lösung. Deshalb sind unsere neuesten 8-Bit PIC® Mikrocontroller (MCUs) mit ﬂexiblen„Core-unabhängigen“ intelligenten Hardware-Blöcken ausgestattet, die schnell reagieren, wenig Strom verbrauchen und wesentlich codeeﬃzienter sind als ein softwarebasierter Ansatz. Mit Core-unabhängiger Peripherie lassen sich viele komplexe Systemfunktionen in einer einzigen MCU kombinieren, die Geschwindigkeit und Flexibilität erhöhen, der Stromverbrauch und die Kosten verringern. Verwenden Sie für Ihr Design 8-Bit PIC MCUs, und Sie müssen keine Kompromisse mehr eingehen.



Schaﬀen Sie Systemfunktionen mit: Maximaler Flexibilität Minimaler Latenz



Geringeren Kosten



www.microchip.com/8-bit Der Name Microchip, das Microchip-Logo und PIC sind eingetragene Warenzeichen der Microchip Technology Incorporated in den USA und in anderen Ländern. Alle anderen Marken sind im Besitz der jeweiligen Eigentümer. © 2015 Microchip Technology Inc. Alle Rechte vorbehalten. MEC2030Ger09/15
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DREHGEBER



Singleturn-Varianten für getriebelose Direktantriebe



Getriebelose Antriebe (Direktantriebe) haben ihren Einsatz z. B. in der Aufzugstechnik. Grund dafür ist das hohe Drehmoment bei kleinen Drehfrequenzen sowie die gleichmäßigen und geräuscharmen Laufeigenschaf-



ten. Daraus resultieren besondere Anforderungen an die eingesetzten Drehgeber: kurze Regelzyklen sowie hohe Auflösung und Zuverlässigkeit. Diese Eigenschaften erfüllen die optischen Singleturn-Drehgeber Sendix 5873 in der Version Motor-Line. Höchste Zuverlässigkeit und optimaler Fahrkomfort sind Attribute für jede Aufzugsanlage. Entscheidend ist hier die richtige Auswahl der Sensorik. Die Konuswelle mit Zentralschraube und Schraubensicherung bildet eine solide Verbindung zwischen



Drehgeber und Antriebswelle. Für einen einfachen und optimalen Einbau sind die Drehgeber mit Stator- oder Spreizkupplung und tangentialem Kabelabgang mit optional vorkonfektioniertem Stecker ausgestattet. Die Basis aller Sendix-Drehgeber ist die robuste Bauweise sowie der robuste Lageraufbau (SafetyLock-Design). Das schützt nicht nur bei Installationsfehlern, sondern auch im Dauerbetrieb vor Stoß und Vibrationen. Eine einfache und schnelle Inbetriebnahme durch Plug-and-Play wie



elektronisches Datenblatt und Ermittlung der Rotorlage des Direktantriebs mit Hilfe der absoluten Singleturn-Information ist in den Drehgebern realisiert. Geber der Sendix 5873 MotorLine haben eine hohen Regelgüte. Die digitale BiSS-Schnittstelle hat 17 oder 21 Bit Auflösung und zusätzlich 2048 SinCos-Perioden pro Umdrehung. Auch für Umrichter mit SSi-Schnittstelle stehen entsprechende Varianten zur Verfügung. Fritz Kübler



ELEKTROMOTOREN



10-mm-Motor mit verdoppeltem Antriebsdrehmoment Die Serie 1024…SR ist eine neue Generation metallbürstenkommutierter Motoren. In Kombination mit einem Getriebe kann ein Abtriebsdrehmoment von 300 mNm erreicht werden, was dem Doppelten ähnlicher auf dem Markt erhältlicher Produkte entspricht. Mit seinem Drehmoment-/Drehzahlverhältnis (flache Steigung) meistert der Motor unterschiedliche Lasten bei reduzierten Drehzahlschwankungen und sorgt für einen ruhigen Gleichlauf. Erreicht wird dies bei äußerst geringem Geräusch- und



Vibrationspegel. Eine große Auswahl an passenden Speed- und Motion-Controllern, Encodern und Getrieben ermöglichen eine optimale Anpassung an anspruchsvolle Anwendungen wie tragbare Geräte oder optische



Ausrüstung. Die enorme Verbesserung der Serie 1024…SR in Bezug auf Leistung und Drehmoment basiert auf einer Neugestaltung nahezu aller Motorelemente. Diese umfasste zum Beispiel eine neue Spule, ein neues Kommutierungssystem und einen neuen Magneten. Daraus ergibt sich ein deutlich breiterer Drehzahlbereich unter Last, ein Dauerdrehmoment von 1,5 mNm bei 7500 min-1 und eine Abgabeleistung von über 3 W. Die Spannung kann zwischen 6 und 12 V gewählt werden. Es ist möglich,



den Motor mit einem magnetischen oder einem optischen Encoder zu verbinden, wenn elektromagnetische Beeinflussungen verhindert werden sollen. In der optionalen Kugellager-Version eignet er sich auch für Anwendungen mit Radiallasten. Der Motor ist außerdem mit einem zweiten Wellenende, in einer Vakuum-Ausführung und einer Ausführung mit erweitertem Temperaturbereich (-30 bis +125 °C), erhältlich. Faulhaber



POSITIONIERANTRIEBE



Präzise, schnelle und für Reinräume geeignete Modellserie SMC erweitert das Angebot an elektrischen Antrieben der LEJSerie mit vielen Modellen: Die Präzisionsausführung LEJSH bietet zum Beispiel eine stark verbesserte Positioniergenauig-



keit von ± 0,01 mm. Andere neue Modelle tragen das Präfix 11 in der Bezeichnung. Sie sind für den Einsatz in Reinräumen der Klasse ISO 4 geeignet. Bei den neuen Modellen des Typs



LEJS40/63 lassen sich höhere Spindelsteigungen und damit um 50% höhere Maximalgeschwindigkeiten realisieren. Im Zuge der Serienerweiterung wurden die Standard-Hubvarianten



enger gestaffelt. Alle Antriebe der LEJ-Serie haben eine doppelte Linearführung und hohe Steifigkeit. SMC Pneumatik



standexmeder.com stan ndexme



Hall Effekt Sensoren



• Positionserkennung • Geschwindigkeitserkennung • Stromaufnahme von nur 5 Mikroampere (uA)
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SERVOANTRIEBE



Presets vereinfachen die Inbetriebnahme Bei der Entwicklung der Sigma7-Servoantriebe von Yaskawa standen vor allem drei Ziele im Vordergrund: Eine zeitsparende Inbetriebnahme, ein hoher Produktionsausstoß und maximale Ausfallsicherheit. Umfangreiche Voreinstellungen in der Verstärker-Software vereinfachen die Inbetriebnahme der Servoantriebe. Eine Tuning-less-Funktion zum Beispiel erlaubt den sofortigen Einsatz von Sigma-7 ohne aufwändige Parametrierung und ohne besondere Regelungskenntnisse, eine Autotuning-



Funktion die schnelle Anpassung. Und auch hardwareseitig unterstützt das Servoantriebssystem die einfache Installation und Inbetriebnahme: Dafür besitzt die 400-V-Version abnehmbare Schnellverbindungsstecker nach europäischem Standard zur komfortablen Verdrahtung. Die Servoantriebe für 200 und 400 V decken einen Bereich von 0,5 bis 15 kW ab. Sigma-7-Motoren sind bei gleicher Leistung deutlich kleiner und kühler.



CPU CARDS



· PICMG1.0/1,3, PCI/PCIe, PCISA · Skylake, Haswell, Baytrail, ...



Yaskawa



SCHRITTMOTORANSTEUERUNG



AutoTune für die dynamische Motorabstimmung Texas Instruments hat die Schrittmotortreiber-Familie durch drei Bausteine für 24-VSchrittmotoren erweitert. Die beiden Bausteine DRV8880 und DRV8881 funktionieren mit der patentierten AutoTune-Technologie und machen damit das manuelle Abstimmen des Schrittmotors überflüssig. Zwei Bausteine haben auch eine integrierte Strommessfunktion zur Unterstützung von beispielsweise unterschiedlichen 3D-Druckern, Robotern und Fabrikautomations-Ausrüstungen. Die chi-



pintegrierte AutoTune-Intelligenz überwacht die Leistungsfähigkeit des Motors unter verschiedenen Betriebsbedingungen während der gesamten Nutzungszeit und passt die Decay-Einstellungen entsprechend an. Hierdurch ist die Entwicklung von Motoren möglich, die auch dann leise und effizient arbeiten, wenn sich die Motoreigenschaften, die Versorgungsspannung, die Belastung und das Drehmoment ändern.



EMBEDDED BOARDS



N5-Steuerung mit EtherNet/IP und Modbus/TCP
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· ATX, Micro-ATX, Mini-ITX · Skylake, Braswell, Haswell, ...



Texas Instruments



MOTION CONTROL



Die Steuerung N5 von Nanotec wird ab sofort auch in einer Variante mit den Feldbusschnittstellen EtherNet/IP und Modbus/ TCP angeboten. Zusammen mit den bereits vorhandenen CANopen- und EtherCAT-Varianten ist damit eine flexible Anbindung an übergeordnete Steuerungen möglich. Sowohl BLDC- als auch Schrittmotoren werden über die N5 feldorientiert geregelt und können im Drehmoment-, Drehzahl- und Positionsmodus betrieben werden. Der Controller ist in der Programmiersprache NanoJ



MAINBOARDS



· 5.25", EPIC, 3.5", PICO-ITX · Skylake, Haswell, Baytrail, ...



V2 programmierbar, sodass sich zeitkritische Teilaufgaben unabhängig von der Feldbuskommunikation direkt in der Steuerung ausführen lassen. Auf diese Weise kann bei komplexen Applikationen mit einer hohen Anzahl von Controllern die Belastung des Feldbusses und damit die erforderliche Kapazität reduziert werden. In der Low-Current-Version ist die Steuerung N5 für eine Betriebsspannung von 12 bis 72 V ausgelegt.



Ihr Mehrwert: große Auswahl an industriellen CPU, RAM, SSD



Nanotec
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LICHTGITTER



PSENopt II ermöglichen als Typ 3 die Sicherheitskategorie PL d



Das Automatisierungsunternehmen Pilz präsentiert mit den ersten Lichtgittern Typ 3 eine Weltneuheit für diesen Bereich: Ab sofort ermöglichen die Lichtgitter PSENopt II Anwendungen der Sicherheitskategorie Perfor-



mance Level d (PL d). Der neue Lichtgitter-Typ schließt damit die Typen-Lücke der überarbeiteten Version IEC 61496-1. Mit PSENopt II ist es nicht mehr notwendig auf Typ 4 auszuweichen, wenn PL d gefordert ist. So lässt sich mit den neuen Lichtgittern das für die Sicherheitsanforderung genau passende Level umsetzen. Das spart letztendlich Kosten, da nicht überdimensioniert werden muss. Die Norm IEC/EN 61496 zu Lichtschranken, Lichtvorhängen und Lichtgittern definiert lediglich die



Typen 2 und 4: Nach der Änderung der Norm dürfen Typ 2 Lichtgitter nur noch in Applikationen mit Performance Level c eingesetzt werden, Typ 4 Lichtgitter sind weiterhin für Performance Level e einsetzbar. Dem Performance Level d ist Typ 3 zugeordnet, der bisher produktseitig nicht verfügbar war. Daher müssten Anwender im konkreten Fall auf Typ 4 ausweichen, wenn sie die Sicherheitsanforderung PL d erfüllen wollten. Die neuen Lichtgitter eignen sich vor allem für Handarbeits-



plätze, Zuführung/Abführung von Material und für das Materialhandling in Roboterapplikationen. Mit ihrer hohen Stoßbeständigkeit von 50 g sind sie für raue Industrieumgebungen geeignet. So bieten PSENopt II nicht nur eine erhöhte Flexibilität mit Blick auf ihren Einsatzort, sondern steigern genauso die Maschinenverfügbarkeit und bieten über den Handschutz hinaus als Lichtgitter Typ 3 auch Fingerschutz bis PL d. Pilz



INKREMENTAL-DREHGEBER



Am selben Tag gefertigt und zum Versand bereitgestellt Der optimale Drehgeber für die jeweilige Anwendung muss sowohl einfach, fehlerfrei und schnell installiert werden können als auch die richtige Auflösung und Schnittstelle haben. Zudem müssen die Drehgeber besonders robust sein, um auch in rauen Umgebungen zuverlässig zu funktionieren. Für Drehgeber-Hersteller bedeutet das eine große Variantenvielfalt anzubieten, sodass der Anwender keine Kompromisse bei seiner Konfiguration eingehen muss oder eigenständig Anpassungen am



Drehgeber durch zuführen hat. Dies erfordert: Eine passgenaue mechanische Kopplung an die Welle, eine passgenau elektrische Anbindung durch das richtige Kabel, in der richtigen Länge und mit dem richtigen Stecker. Und dazu kommt noch die richtige Auflösung und die richtige Schnittstelle. Kübler stellt sich dieser Herausforderung und erhöht deutlich seine Variantenvielfalt im Bereich der inkrementalen Sendix-5000/5020-Drehgeber und ergänzt dies noch mit einem 24one-Lieferversprechen.



Für den Anwender stehen dadurch mehr Varianten in Bezug auf Flansch, Stecker, Kabel, Kabel mit Stecker, Auflösungen und wichtige Optionen wie z. B. Salznebelschutz zur Verfügung. Nimmt der Anwender das 24one-



Lieferversprechen in Anspruch wird der konfigurierte inkrementale Drehgeber am selben Tag gefertigt und zum Versand bereitgestellt. Möglich wurde das durch schlanke und vereinfachte Prozesse und Optimierung in der Organisation entlang des Auftragslieferprozess im Hause Kübler. Unterstützt wird dies durch die seit Jahren gelebte KaizenKultur. Der Nutzen: passgenauer Drehgeber, mehr Flexibilität, mehr Planungssicherheit. Kübler



INDUSTRIE-TABLETS



16 Stunden Laufzeit im harten Industriealltag



Mit allseitiger IP65-Schutzart besitzt der portable Rechner von TL Electronic Robustheit gegen Staub und Strahlwasser. Die Ruggedized-Tablet-PCs arbeiten zuverlässig im erweiterten Temperaturbereich von -10 bis +50 °C
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im Batteriemodus und von -20 bis +60 °C im AC-Modus. Für lange Verfügbarkeit sorgt der im Hot-Swap-Verfahren austauschbare Lithium-Polymer Akku mit Kapazitäten von 5300 mAh oder 10600 mAh. Grundlage für die System-Leistung ist beispielsweise der energieeffiziente Prozessor Core i5 der fünften Generation mit 2 × 2,2 GHz Taktrate. Serienmäßig hat der Industrierechner Windows Embedded 8 bzw. Windows 8.1 Industry Pro installiert. Das 26-cm-Display (10,1-Zoll-Diagonale) besitzt ein



dynamisches Kontrastverhältnis von 800:1 und die maximale Helligkeit von 700 cd/m² für eine klare Darstellung. Die reflexionsarmen, kapazitiven Touchscreens mit einer Auflösung von 1920 × 1200 Pixeln sind auch bei Sonneneinstrahlung gut lesbar. Zahlreiche Schnittstellen erleichtern die Kopplung über Micro-HDMI, USB 3.0 und RJ45 bzw. RS232. Den Datenaustausch in Echtzeit gewährleistet die kabellose Kommunikation per WLAN und Bluetooth 4.0. Das integrierte GPS-Modul ermöglicht die



einfache Standortermittlung. Für den industriellen Feldeinsatz in Transport oder Logistik erhält man auf Wunsch einen 1D/2DBarcode-Leser und einen RFIDReader sowie umfangreiches Zubehör wie Docking-Stationen, VESA-Montagesatz und eine mobile Ladestation. TL Electronic in Bergkirchen bei München entwickelt, fertigt und vertreibt kundenspezifische Industrie-PCs, Panel-PCs sowie LCD-Industriemonitore. TL Electronic
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KUNDENSPEZIFISCHE IC-ENTWICKLUNG



Großes Update der Virtuoso-Plattform für das analoge Chip-Design Entwickler erhalten mit der Virtuoso-Plattform der nächsten Generation eine im Schnitt zehnfach höhere Performance und Kapazität. Es gibt neue Technologien innerhalb der Virtuoso Analog Design Environment (ADE) und Verbesserungen der Virtuoso Layout Suite speziell im Hinblick auf Anwendungen für Automobilsicherheit, Medizintechnik und Internet der Dinge (IoT). ADE berücksichtigt neueste Industriestandards, Prozessgeometrien und Anforderungen für das System-Design. Designs



lassen sich umfassend untersuchen und verifizieren, um sicherzustellen, dass die Vorgaben über den Design-Zyklus eingehalten werden. Durch optimiertes Daten-Handling lässt sich das Laden von Signalen um einen



Faktor von bis zu 20 steigern. Bei Datenbanken über 1 GByte wird die Versionsverwaltung und das Laden von Setup-Dateien um bis zu Faktor 50 verbessert. Die Schlüsseltechnologien der Suite umfassen Virtuoso ADE Explorer (schnelles und genaues EchtzeitTuning von Design-Spezifikationen, erstellt Pass/Fail-Datenblätter und stellt eine vollständige Corner- und Monte-Carlo-Statistikumgebung zur Verfügung, um Streuungsprobleme erkennen und beheben zu können), Virtuoso ADE Assembler (Analyse von



Designs unter verschiedenen PVT-Kombinationen; durch GUIbasierte Simulationspläne sind einfach bedingte und abhängige Simulationen erstellbar), Virtuoso ADE Verifier (liefert einen entscheidenden technologischen Fortschritt bei der analogen Verifikation, da der Ingenieur mit Hilfe einer integrierten Arbeitsumgebung einfach Verifikationspläne erstellen und die Einhaltung der Design-Spezifikation verifizieren kann). Cadence Design Systems



MESSYSTEME



Vielstellen-Druckmessmodul und Joystick-Steuerungssysteme Das Vielstellen-Druckmessmodul MPS4000 kann bis zu 64 unterschiedliche Drücke gleichzeitig in nur einem Modul messen und verarbeiten. Es ist prädestiniert für den Einsatz in Windkanälen, erlaubt aerodynamische Messungen an Fahrzeigen, Gebäuden, Windrädern und Luftfahrzeugen sowie überall dort, wo viele Druckmesskanäle schnell und parallel gemessen werden sollen. Der MPS4000 verfügt über vier 24 Bit ADWandler und eine Abtastrate von 625 Hz pro Kanal. Der Messbe-



reich reicht von ±10 mbar bis ±3500 mbar. Das neue Design des Ventilsystems isoliert die einzelnen Kanäle vom Spüldruck und erlaubt so eine unterbrechungsfreie Reinigung der Messleitungen. Dank zunehmender Miniaturisierung und rasanter Entwicklung der Smartphone-Technologie wird das Messgerät im Format einer Zigarettenschachtel mit einem Gewicht von unter 200 Gramm realisiert. Die Genauigkeit der Sensoren wird durch ein neuartiges NullpunktKorrekturverfahren verbessert.



Dieses patentierte Verfahren erlaubt eine permanente Nullpunkt-Korrektur während der Messung. Der integrierte Prozessor ermöglicht eine direkte Anbindung via Ethernet. Das Modul ist mit dem PTP (Precision Time Protocol) Netzwerkprotokoll nach dem IEEE1588-2002 Standard kompatibel. Zudem verfügt es über einen integrierten Web Server. Der MPS4000 ist in zwei Versionen verfügbar: mit analogem Ausgang (MPS4164) oder über Ethernet (MPS4264). Weiterhin gibt es von ALTHEN Mess-



und Sensortechnik ab sofort die Joysticks der Marke ALTHERIS als Joystick-Steuerungslösungen für den Einsatz in rauen Produktionsbedingungen. ALTHEN



Die Messe lebt von ihren Veranstaltungen: Egal ob Exportschlager electronica, die seit 50 Jahren erfolgreich ist, oder neue Messen für neue Technologien.



Von Handmustern in Vitrinen zum interaktiven Messeerlebnis In 50 Jahren entwickelte sich die Messe München von einem kleinen Start-up mit 24 Angestellten zu einer international führenden Messegesellschaft mit 900 Mitarbeitern.
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Bilder: Messe München



kammer von München und Oberbayern sowie die Handwerkskammer. Gleich sieben Veranstaltungen finden im ersten Messejahr statt. Darunter die electronica, die Bühne, auf der eine dynamische Branche die Gelegenheit hatte, ihre technischen Innovationen erstmals der Öffentlichkeit zu präsentieren. Zu den wichtigsten Erfindungen der Elektronikindustrie in den 60er und 70er Jahren zählen zum Beispiel die Floppy Disk 1969, die ersten Mikroprozessoren Anfang der 1970 und der Bildschirmtext 1977. Trotz fehlender Unterstützung von deutschen Verbänden und Skepsis aus den Reihen der deutschen Großunternehmen entwickelte sich die Fachausstellung für elektronische Bauelemente sowie die dazugehörigen Mess- und Fertigungssystemen schon in den ersten Jahren zum Aussteller- und Besuchermagnet in ganz Europa, den USA, Japan oder der damaligen Sowjetunion. Zur Premiere kamen 140 Aussteller sowie 13.400 Besucher. Die Ausstellungsfläche war komplett belegt, Spätentschlossene bekamen nur noch Vitrinen. Zur zweiten Veranstaltung verdoppelte sich die Ausstellungsfläche sowie die Zahl der ausstellenden Unternehmen nahezu. Bis zum Jahr 1974 verzehnfachte sich nicht nur die Zahl der Aussteller, auch die Zahl der Besucher stieg auf mehr als 73.000.



Messeplatz München besteht erste Bewährungsprobe



D



ie 60er sind geprägt von einer generellen, wirtschaftlichen Aufbruchsstimmung, die auch vor München nicht Halt macht. Es ist die Zeit des Wirtschaftswunders. Messen gewinnen in bisher nicht gekanntem Maße an Bedeutung. Die (inter)nationale Nachfrage nach Produkten aus Industrie und Gewerbe legt bemerkenswert zu. Der Aufbau eines perfekt funktionierenden Messewesens liegt somit nahe und ist für München unerlässlich, um im Wettbewerb der Metropolen nicht ins Abseits zu geraten. So wird am 1. April 1964 – mit nur 24 Angestellten – die Münchner Messe- und Ausstellungsgesellschaft (MMG) gegründet. Gesellschafter sind die Stadt München, der Freistaat Bayern, die Industrie- und Handels-



ELEKTRONIKPRAXIS Nr. 8 21.4.2016



1968 ist das erste große Erfolgsjahr der MMG. Der Messeplatz München gewinnt immer mehr an Attraktivität und Bedeutung, national sowie international. Insgesamt finden elf Messen sowie 24 größere Kongresse und Tagungen statt. Das enorme Wachstum der Messe führt zu einer Umstrukturierung einzelner Bereiche. So geht 1973 die LASER World of Photonics, die heutige Weltleitmesse der Laser- und Photonik-Industrie, aus der electronica hervor. Zwei Jahr später folgt die productronica, die weltweit größte Messe für innovative Elektronikfertigung. Sie zeigt alle zwei Jahre die gesamte Wertschöpfungskette der Elektronikfertigung unter einem Dach – von Technologien über Komponenten und Software bis hin zu Dienstleistungen und Services.



onal. Der Erfolg der Messe führt trotz ständiger Erweiterungsbauten zu Platznot an der Theresienhöhe. Die Rufe nach einer Verlagerung des Messegeländes werden immer lauter und gipfeln in der historischen Denkschrift des damaligen Geschäftsführers, Werner Marzin, „zur Situation und den Zukunftsperspektiven des Messeplatzes München“. Am 9. Dezember 1987 stimmen Stadt und Freistaat schließlich dem Neubau auf dem frei werdenden Flughafengelände in Riem zu. In den 90er Jahren wird die Messeverlagerung Realität. Der europaweiten Ausschreibung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs 1991 folgt 1992 die Ausschreibung eines Realisierungswettbewerbs zur konkreten Planung der Neuen Messe München. Und dabei geht es nicht nur um die Messe, sondern um die Gestaltung eines komplett neuen Stadtteils. In direkter Nachbarschaft zur Neuen Messe München sollen Wohnungen, Kindergärten, Schulen, Grünanlagen und Geschäfte entstehen. Am 9. September 1994 nehmen die jeweils höchsten Vertreter der Gesellschafter der Messe München GmbH gemeinsam den ersten Spatenstich zur Neuen Messe München vor. Nach nur knapp dreieinhalb Jahren Bauzeit werden am 12. Februar 1998 die Neue Messe München und das ICM – Internationales Congress Center München feierlich eröffnet. Unter den 5000 Gästen befinden sich Bundespräsident Roman Herzog, Italiens Regierungschef Romano Prodi, Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber und Mün-



Der Platz wird eng an der Theresienhöhe Mit dem Kauf der IMAG (Internationaler Messe- und Ausstellungsdienst) im Jahr 1980 werden die Weichen für den internationalen Durchbruch gestellt. Es entsteht die Unternehmensgruppe Messe München Internati-



1964: Die Erfolgsmesse electronica findet zum ersten Mal statt.
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Heilige Messe auf dem Messegelände: Am 10. September 2006 feiert Papst Benedikt XVI. mit mehr als einer Viertelmillion Menschen einen Gottesdienst.



chens Oberbürgermeister Christian Ude. Der offiziellen Eröffnung folgt ein neuntägiges Eröffnungs-Programm für die Bevölkerung. Im Jahr 1993 wird das Veranstaltungs- und Ordercenter MOC in München-Freimann eröffnet. Das Gebäude im Münchner Norden bietet als Veranstaltungscenter und Spezialmessegelände der Messe München International Ausstellungsflächen und Räume für Messen, Tagungen, Seminare und Corporate Events. Seit Oktober 2011 firmiert das MOC gemeinsam mit dem ICM und der Messe München International als Standort der Messe München.



Aufbruch in neue Wachstumsmärkte Zu Beginn des neuen Jahrtausends folgt eine noch stärkere Internationalisierung der gesamten Messe München. Zusammen mit der Messe Düsseldorf, der Messe Hannover und chinesischen Partnern baut sie ein Mes-



1964



MMG: Die Müncher Messe- und Ausstellungsgesellschaft wird gegründet
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segelände in Shanghai. Das Shanghai New International Expo Centre, genannt SNIEC, entwickelt sich schnell zum Erfolg und unterstützt beim systematischen Export führender Leitmessen in den chinesischen Markt. Den Anfang macht 2002 die Messe analytica in China. Es folgen weitere Spin-offs, wie die electronica China im Jahr 2004. Für die electronica ist dies schon der zweite internationale Auftritt, bereits zwei Jahre zuvor fand die electronica India statt. 2007 wird in Mumbai die Tochtergesellschaft MMI India gegründet. Erstes Ziel von MMI India ist die Neuentwicklung der electronica India am Standort Bangalore, dem Zentrum der indischen IT- und Elektronikindustrie.



Immer am Puls der Zeit mit neuen Messen Neben neuen Märkten erschließt die Messe München neue Anwendungsbereiche.



1980



Auslandsgeschäft: Es entsteht die Unternehmensgruppe Messe München International



2004 findet mit der Automatica die Automation ihren Weg nach München. Die internationale Messe bietet eine Plattform für Hersteller und Anwender von Montage- und Handhabungstechnik, Industrierobotik und professioneller Servicerobotik sowie industrieller Bildverarbeitung. Hinter dem industriegetriebenen Konzept der Automatica stehen die Messe München GmbH und der VDMA Robotik + Automation als ideell-fachliche Träger der Messe. Im zweijährigen Rhythmus wird hier die komplette Wertschöpfungskette in der Produktion dargestellt sowie das weltweit größte Robotikangebot präsentiert. Bereits ein Jahr später folgt die maintain, der Marktplatz für Impulse, Strategien und Dienstleistungskonzepte in der Industriellen Instandhaltung. Zwischen 2005 und 2010 fand die maintain jährlich im MOC Veranstaltungscenter in München statt. In diesen Zeitraum fiel auch die Gründung des Wirtschaftsverbands für Industrieservice (WVIS) e.V. Ab 2010 wechselte die maintain in enger Abstimmung mit den teilnehmenden Ausstellern und Verbänden in einen Zweijahresrhythmus. Im Jahr 2014 folgte der Wechsel vom MOC auf das Münchner Messegelände. Dort passte die maintain gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) das Thema HerstellerServices der zunehmenden Digitalisierung der Industrie an. Erstmals galt der Fokus dem Thema Instandhaltung 4.0. Die Messe München erkannte schon früh das Potenzial von gedruckter und organischer Elektronik. Bereits im Rahmenprogramm der productronica 2005 gab es eine Sonderschau zu dieser jungen Schlüsseltechnologie. 2012 hat die Messe München die LOPEC - Internationale Fachmesse und Kongress für gedruckte Elektronik dann von



1987



Umzug: Beschluss des Neubaus auf dem Areal des Flughafens Riem
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Frankfurt auf ihr Gelände geholt, mit dem Industrieverband OE-A (Organic and Printed Electronics Association) als strategischen Partner an ihrer Seite. Als Vorreiter in der Branche war die LOPEC in ihrer Anfangsphase vor allem eine Ideenschmiede und diente dazu, die gedruckte Elektronik und ihre Möglichkeiten bekannt zu machen. Heute deckt die internationale Fachmesse als einzige Branchenplattform die gesamte Wertschöpfungskette von gedruckter Elektronik ab – von der Forschung über Materialherstellung und Produktion bis zu Endanwendungen, wie flexible Displays (siehe Aufmacherbild).



Der Anfang des neuen Jahrzehnts ist geprägt von der konsequenten Fortsetzung der Internationalisierung sowie einem umfassenden Effizienz- und Wachstumsprogramm. 2013 wird zum Ausnahmejahr: Bei Umsatz und Ergebnis erzielt das Unternehmen die besten Werte der Unternehmensgeschichte. Das Gelände wird flächenmäßig dreimal ausverkauft, der Umsatz überspringt erstmals die 300-Millionen-Marke. Es wird zum vierten Mal in Folge ein positives Jahresergebnis erzielt. Seit Herbst 2011 wird das Messegelände durch eine Geothermie-Anlage beheizt. Zusammen mit dem Blockheizkraftwerk sowie einer der weltgrößten Photovoltaik-Aufdachanlagen ist die Messe München die erste Messegesellschaft weltweit, die zur Wärmeerzeugung überwiegend regenerative Energien verwendet. Zusammen mit einem ausgefeilten Energiekonzept spart sie jährlich mehr als 8.000 Tonnen CO2 ein. In 50 Jahren entwickelte sich das Unternehmen zu einem der weltweit führenden



1998



Eröffnung: Die Messe München und das ICM werden eröffnet
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Solaranlagen, Geothermie-Anlage und Blockheizkraftwerk: Die Messe München ist die erste Messegesellschaft, die zur Wärmeerzeugung überwiegend regenerative Energien verwendet.



Messeveranstalter, einem Messeplatz, der die heimische Wirtschaft stärkt: Die Messen und Kongresse der Messe München sichern deutschlandweit 24.400 Arbeitsplätze, lösen bundesweit Umsätze in Höhe von 2,63 Mrd. EUR aus und erzeugen ein Gesamtsteueraufkommen in Höhe von 490 Mio. EUR. Heute ist die Messe München Betreiber des Messegeländes, des ICM Internationales Congress Center München und des MOC Veranstaltungscenter München. Die Brutto-Ausstellungsfläche der insgesamt 16 Hallen umfasst derzeit 180.000 m2. Mit dem Endausbau des Messegeländes um zwei weitere Hallen und einen kleinen Konferenzbereich (Baubeginn Sommer 2016) verfügt die Messe München ab 2018 über 18 Hallen mit insgesamt 200.000 m2 Ausstel-



lungsfläche Hinzu kommen derzeit 425.000 m2 Freigelände, die größte Freifläche aller Messegesellschaften in Deutschland. Mit rund 40 Fachmessen für Investitionsund Konsumgüter sowie Neue Technologien, am Standort München und im Ausland, zehn Tochtergesellschaften in Europa, Asien und Afrika sowie über 60 Auslandsvertretungen in über 100 Ländern ist die Messe München eine der weltweit größten Messegesellschaften. Jährlich nutzen mehr als 30.000 Aussteller und über zwei Millionen Besucher aus aller Welt die Veranstaltungen als branchenspezifische und zielgruppengerechte Kommunikationsforen. //AI Messe München



www.meilensteine-der-elektronik.de
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SNIEC: Zusammen mit Partnern baut die Messe München ein Messegelände in Shanghai



Bild: SNIEC



Über 50 Jahre wirtschaftlich, nachhaltig und erfolgreich



2014



Jubiläum: Die Messe München feiert 50-jähriges Bestehen
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Tecnotron – immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen Die Produkte des Elektronikunternehmens Tecnotron stoßen unter anderem in die unendlichen Weiten des Alls vor. Hohe Zuverlässigkeit ist das Credo des Betriebs aus Weißensberg bei Lindau.



I



dass diese Protoytpen zunächst von Hand gelötet wurden. Später sei dann die erste Bestückungsmaschine angeschafft worden. Heute versteht sich Tecnotron als Spezialist für Entwicklung, Layout und Fertigung komplexer elektronischer Systeme. Die besondere Kompetenz des Unternehmens liegt bei Systemen, die eine hohe Robustheit und Zuverlässigkeit an den Tag legen müssen.



Elektronik für Philae-Kamera wurde im Allgäu entwickelt Beispielhaft dafür ist die Leiterplatte für das Kamerasystem ROLIS (Rosetta Lander Imaging System), das in der Philae-Sonde



Bilder: Rainer Schoppe / tecnotron



n der Nähe des Bodensees, in dem kleinen Ort Weißensberg bei Lindau, ist der Elektronikhersteller Tecnotron zuhause. Das im Jahr 1979 gegründete Unternehmen betätigte sich zunächst als Layout-Dienstleister für Leiterplatten. Interessenten gab es genug: Der Bodenseeraum war schon seit jeher eine High-Tech-Region. Namen wie ZF (Zahnradfabrik Friedrichshafen), Dornier und Zeppelin sprechen eine klare Sprache. Schnell zeigte sich aber, dass die Kunden nicht nur Leiterplattenlayouts brauchten, sondern auch an Prototypen interessiert waren, die sie in die Hand nehmen konnten. Unternehmensgründer Erich Schemm erinnert sich,



Die drei tecnotron-Geschäftsführer: Florian Schemm, Erich Schemm und Alex Weyerich (v.l.n.r).
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eingebaut war, die 2014 als erstes von Menschen geschaffenes Objekt weich auf einem Kometen landete. „Der Schwerpunkt war nicht, eine besonders tolle Kamera zu bauen, sondern eine besonders robuste Kamera“, sagt Geschäftsführer Alex Weyerich: „Die Elektronik sollte im All viele Jahre überleben können – die harte Strahlung, das Vakuum und Ähnliches. Das war die spezielle Herausforderung, was dann ja auch gut geklappt hat. Die ersten Bilder der Landung auf dem Kometen stammten aus diesem Instrument von Philae, dem ROLIS-System.“ Das Beispiel zeigt: Technische Herausforderungen, insbesondere in puncto Zuverlässigkeit, sind das Elixier für Tecnotron. Bei manchen Projekten im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik sind die Stückzahlen zwar nicht unbedingt hoch, aber der Elektronikfertiger aus Weißensberg muss schon bei dieser geringen Stückzahl einen hohen Qualitätsgrad erreichen.



Den Fertigungsprozess ab Stück Eins perfekt beherrschen Unternehmensgründer Erich Schemm bringt es so auf den Punkt: „Von manchen Leiterkarten werden vielleicht 10 Stück gefertigt. Mit diesen 10 Stück müssen Sie aber eine Qualität erreichen, die ein Großfertiger theoretisch erst nach 100.000 Stück erreicht.“ Bei einem Großfertiger kann es deshalb passieren, dass Leiterkarten in der Größenordnung von tausend Stück als Ausschuss deklariert werden. Für Tecnotron ist das keine Option: Der Fertigungsprozess muss praktisch schon ab dem ersten Werkstück so gut beherrscht werden, als hätte man schon mehrere Monate Fertigungserfahrung. „Gleichbleibende Qualität von Anfang an“ lautet daher das Credo des Betriebs. Das Unternehmen ist nach dem Standard DIN EN 9100 zertifiziert und stellt damit seine hohe Kompetenz im besonders sicherheitssensitiven Luftfahrtbereich unter Beweis. Zusammen mit Airbus Helicopter wurde zum Beispiel eine Lufteinlass-Steuerung für Hub-
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Erhöhte Kapazität: Mit dem im vergangenen Jahr beschafften Bestückungssystem SIPLACE X2 können Produkte mit über 150 Bauteilen verschiedener Typen auf der Linie bestückt werden. Bis zu drei Leiterplatten lassen sich dabei parallel bestücken.



schrauber-Triebwerke entwickelt – nicht nur die Elektronik, sondern auch die komplette Mechanik und die Steuerungssoftware entstanden bei Tecnotron. Für Projekte mit Softwareanteil haben die Weißensberger sogar ein kleines Betriebssystem entwickelt, das auf Bausteine wie den Texas-InstrumentsProzessor MSP430 zugeschnitten ist. Ob ein Projekt für Tecnotron interessant ist, lässt sich nicht an einer bestimmten Stückzahl festmachen – eher schon an der technischen Herausforderung, die damit verbunden ist. „Ob das 100 oder 1000 Stück sind, ist nicht das Kriterium“, so Erich Schemm: „Für uns ist interessant, dass wir uns einbringen können, dass unsere Leistung benötigt und gefordert wird.“



Partnerschaftliche Kundenbeziehung im Dialog Für diese Projekte ist es essentiell, einen kontinuierlichen Dialog mit den Kunden zu pflegen. Im gegenseitigen Gespräch wird ermittelt, welche Ziele der Auftraggeber verfolgt, woraufhin die Weißensberger Lösungsvorschläge erarbeiten. Bei Tecnotron ist man sich aber bewusst, dass eine solche Lösung nie statisch sein kann, sondern im Kundendialog auch immer wieder reflektiert und überdacht werden muss, um eventuell notwendige Korrekturen erkennen und vornehmen zu können. Diese Bereitschaft zum Dialog bezieht sich nicht nur auf Produkte, die bei Tecnotron ganz oder in Teilen entwickelt werden, sondern greift auch dann, wenn die Weißensberger „nur“ als Fertiger für den Auftraggeber tätig sind: „Wenn der Kunde sagt, dass er nur die Produktion mit uns macht, sagen wir ihm, dass wir bestimmte Dinge anders machen können, die dem Kunde Vorteile bringen. Da kommt es auf die gute Kundenbeziehung an, die sich bei uns entwickelt hat und auch gepflegt und gelebt wird“, sagt Manager Florian Schemm. Viele Auftraggeber seien
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Tecnotron bereits mehr als 30 Jahre lang treu, ergänzt Alex Weyerich.



Dampfphasenlöten schont die Baugruppen Nicht nur Qualitätskontrolle wird groß geschrieben – AOI und intensive Funktionstests mit Nagelbettadaptern und eigens erstellte Prüfprogramme sind selbstverständlich –, sondern auch die Fertigung mit Dampfphasenlöten trägt dem Qualitätsanspruch Rechnung. Der Vorteil dieses Lötverfahrens liegt laut Florian Schemm in der homogenen Erhitzung der Baugruppe, eine Überhitzung der Bauteile ist praktisch nicht möglich. „Die Dampfphase ist das optimale Mittel der Wahl“, sagt Alex Weyerich. Auch die Traceability – die Rückverfolgbarkeit der Produktionsschritte – ist für Tecnotron ein bedeutendes Thema. So werden beispielsweise alle Stücklisten von vornherein elektronisch erfasst, um eine durchgängige Datenstruktur für die Rückverfolgbarkeit gewährleisten zu können. Außerdem werden Meldungen über Qualitätsabweichungen komplett über das System geführt. Der Elektronikspezialist beschäftigt derzeit 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie sechs Auszubildenende. Was 1979 in den privaten Räumen von Mitbegründer Erich Schemm begann, hat heute seine Heimat in einem funktionalen Neubau gefunden. Zwischenzeitlich war eine ehemalige Milchfabrik das Refugium der Weißensberger, aber als der Eigentümer des Gebäudes die Erweiterungspläne der Elektronikspezialisten nicht mittragen wollte, fiel die Entscheidung für den Neubau. Und auch sonst stehen die Zeichen auf Wachstum: Im vergangenen Jahr wurden 700.000 Euro in den Gerätepark investiert, unter anderem wurde eine Siplace-X2-Maschine zur Erweiterung der Bestückkapazitäten beschafft. // FG Tecnotron
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Absaug- und Filtertechnik für reine Luft und saubere Prozesse Die restlose Beseitigung sämtlicher luftgetragener Schadstoffe gelingt nur, wenn die entsprechenden Filtertechnologien eingesetzt werden.



Bilder: ULT AG
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können gasförmige Stoffe auch wieder reagieren und zu Partikeln werden. Moderne Verfahren wie Schweißen, Lasern oder andere thermische Prozesse bedingen die Entstehung von Partikeln, die immer kleiner werden und mittlerweile im NanometerBereich angekommen sind. Die Größe der Partikel ist ein Kriterium, das über den Einsatz des geeigneten Filtermediums entscheidet. Auch die Eigenschaften des zu filternden Mediums sind von Bedeutung. Dabei sollte Kenntnis darüber herrschen, ob die entstehenden Partikel etwa adhäsiv, kondensierend etc. sind, wie hoch der Gasanteil ist oder ob es sich etwa um brennbare Gefahrstoffe handelt.



Luftfilterarten und deren Unterteilung Bild 1: Einsatz der Filterklassen entsprechend Partikelgrößen



D



ie produzierende Industrie ist geprägt von einer Vielzahl an Verfahren: Verbindungs- und Trenntechniken mittels Lasern, Löten, Schweißen oder Kleben, Oberflächenbearbeitungen wie Bohren, Sintern oder Fräsen, der Einsatz von Flussmitteln bis hin zu Produktionsmethoden wie Additive Fertigung. All diese Prozeduren vereint, dass sie Partikel unterschiedlicher Größen, Formen und Zusammensetzungen generieren. Diese Partikel sind ein unerwünschter Nebeneffekt, da sie aufgrund ihrer chemischen und physikalischen Eigenschaften negative Einflüsse auf Menschen, Anlagen, Produkte und die Umwelt haben können. So können sie Krankheiten auslösen, die Maschinenfunktionalität beeinträchtigen − und somit



* Stefan Meißner ... leitet die Unternehmenskommunikation bei der ULT AG in Löbau
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auch für Fehlproduktionen verantwortlich sein −, oder aber Produkte verschmutzen. Hinzu kommt, dass der Gesetzgeber vorschreibt, wie Schadstoffe in der Atemluft beseitigt werden müssen. Dies ist geregelt durch die Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) und Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS).



Einfach nur Absaugen reicht nicht Bei der Auswahl des geeigneten Absaugund Filtersystems gibt es eine Reihe Parameter zu beachten. Die restlose Beseitigung sämtlicher anfallender Stäube, Rauche, Dämpfe, Gase oder Gerüche gelingt nur dann, wenn auch die entsprechenden Filtertechnologien eingesetzt werden. Dabei sollte grundsätzlich Kenntnis darüber herrschen, welche Art luftgetragener Schadstoffe beim jeweiligen Prozess entstehen. Man unterscheidet hierbei zwischen partikelförmigen und gasförmigen Stoffen. Zum Teil



Filtern bedeutet die Trennung von festen Stoffen und Gas. Dafür werden unterschiedlichste Verfahren eingesetzt, beispielsweise Schwerkraftabscheider, Nassabscheider oder elektrische Abscheider. Im Rahmen dieses Artikels liegt der Fokus auf den filternden Abscheidern, auch Filtrationsabscheider oder Faserfilter genannt, da diese in weiten Teilen der Industrie zum Einsatz kommen. Der VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) differenziert in seiner aktualisierten Ausgabe der „VDMA Luftfilterinformation (2015-02)“ filternde Abscheider in unterschiedliche Filterklassen. Demnach wird zwischen Fein- und Grobstaubfiltern (nach DIN EN 779:2012) sowie Schwebstofffiltern (nach DIN EN 1822:2011) unterschieden. Wesentliche Bestimmungs- und Leistungsgrößen für den praktischen Einsatz von Luftfiltern sind bei gegebener Luftmenge der Abscheidegrad bezogen auf die anfallenden Partikel, die Anfangsdruckdifferenz und den Druckdifferenzverlauf sowie die Standzeiten bzw. mögliche Einsatzdauern. Filterleistung (Abscheidegrad beziehungsweise Wirkungsgrad), Druckverlust und Partikeltyp sind die wesentlichsten Entscheidungskriterien zur
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Auswahl des geeigneten Luftfilters. Dabei sollte aber auch der Energieaspekt in Betracht gezogen werden, denn die ersten beiden Kriterien haben erheblichen Einfluss darauf. Grobstaubfilter finden ihren Einsatz häufig als Vorfilter. Dabei werden grobe Stäube >10 µm abgeschieden. Da es sich bei groben Stäuben zumeist um trockene Stäube handelt, beruht der Einsatz dieser Filterart auf dem Pralleffekt, d.h. die Trägheitskraft der Partikel wird ausgenutzt, um diese auf der Oberfläche des Filters zu binden. Nach Entstehen eines sogenannten Filterkuchens und entsprechender Sättigung der Filter können diese abgereinigt und erneut verwendet werden. Voraussetzung ist ein konstanter Luftstrom. Feinstaubfilter werden vorrangig zur Abscheidung luftgetragener Schadstoffe >1 µm eingesetzt. Auch wenn sie als Taschenfilter oder Kompaktkassetten erhältlich sind, hat sich der Einsatz von abreinigbaren bzw. regenerativen Filtern, z.B. in Form von Patronen, in der Industrie bewährt. Der Vorteil von Patronenfiltern liegt in deren relativ langer Standzeit, d.h. der Abscheidegrad ist auch bei schwankendem Luftstrom stets hoch (bis 98%). Vorteilhaft sind weiterhin ein geringer Wartungsbedarf und geringe Energiekosten. Allerdings sind Patronenfilter wenig flexibel und generieren einen höheren Investitionsaufwand. Besonders kritisch sind Prozesse, die augenscheinlich wenige Schadstoffe produzieren, weil bei geringen Schadstoffmengen im Nanometer-Bereich keine Agglomeration mehr stattfindet und die Nanopartikel ihre Größe behalten (< 1µm). Entscheidend für



Verfügbarkeit der Anlagentechnik, preisliche Attraktivität sowie Flexibilität bei Änderung der Anwendungsbedingungen.



Adsorption gasförmiger Luftschadstoffe



Bild 2: Filterprinzip eines Speicherfiltersystems



eine effektive Filtration dieser Nanopartikel ist der Einsatz von HEPA Filtern/ H-Klasse Filtern (High Efficiency Particulate Air Filter). HEPA-Filter werden zur Reinigung der Luft zu 99,995% eingesetzt. Sie werden überwiegend als Speicherfilter in Form von Kassetten verwendet. Im Bereich der Reinraumtechnik finden sie ihren Einsatz aber auch als Plattenfilter oder aber Fan Filter Units (FFUs), was eine Kombination aus HEPA-Filter mit geregeltem Lüfter und/oder Vorfilter bedeutet. ULPA-Filter (Ultra Low Penetration Air Filter) kommen dann zum Einsatz, wenn der Luftstrom nahezu partikelfrei sein muss (Abscheidegrad ab 99,9995%). Da luftgetragene Schadstoffe in der Praxis weder nur grob noch nur fein sind, sondern oftmals Partikelgrößen zwischen >1 µm und 200 x 300 Pixel ausgestattete grafische EPDs verwenden separate Gate- und Source-Treiber, die sich jeweils miteinander kaskadieren lassen, um die benötigte Auflösung bedienen zu können. Oft wird in solchen Fällen noch ein Steuer-Controller vorgeschaltet, um den Mikrocontroller zu entlasten und die Kommunikation mit den Gate- und Source-Treibern zu vereinfachen.



Sorgfältige Planung des E-Ink-Einsatzes Kommt ein E-Paper zum Einsatz, dann sollte man sich bereits in der Planung Gedanken machen. Neben E-Book-Readern und ESL-Projekten entstehen in der Uhrenindustrie, dem Facility Management sowie der Fitnessbranche zusätzliche Anwendungen. Ein E-Paper ist technisch nur bedingt dafür ausgelegt, kontinuierlich Anzeigeänderungen vorzunehmen. Das hat technische Ursachen und hat Einfluss auf Lebensdauer und Stromspareffekt. Ein deutlich höherer Stromverbrauch wäre dann die Folge. Auch sind die Reaktionszeiten eines EPD für einen „Refresh“ nicht mit anderen Display-Typen zu vergleichen, da sie höher liegen. Neben der Frage nach der Häufigkeit der Datenübermittlung sollten weitere Überlegungen angestellt werden: In welchem Umfeld soll das Produkt eingesetzt werden? Kommt das Display in Gebäuden oder im Freien zum Einsatz? Welche Randbedingungen und Besonderheiten müssen berücksichtigt werden? Wird es bei Raumtemperatur oder bei extrem tiefen- oder hohen Temperaturen, verwendet? Die spezifizierten Werte für die durchschnittliche Betriebstemperatur liegen für E-Paper bei 0 bis rund 50 °C, und somit oft außerhalb für Industrieanwendungen. Werden die spezifischen Betriebstemperaturbereiches dauerhaft über- oder unterschritten, sollten geeignete Schutzmaßnahmen berücksichtigt werden. Bei Minusgraden verlieren EPDs schnell an Kontrast und Lesbarkeit, was bis zum Ausfall führt. Wird das Display bei hohen und oberhalb der Maximaltemperatur liegenden Werte betrieben, kommt es zu irreparablen Schäden. // HEH ADKOM
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Dichte Mikroschalter für industrielle Anwendungen



INDUSTRIE-TABLET



Geschützt nach IP65 Mit der Serie „Toucan Mobile“ präsentiert Bressner ein TabletRechner in einer Diagonalen von 10,1''. Das Gerät misst 269 mm x 180,7 mm x 12,5 mm und ist speziell für industrielle Anwendungen ausgelegt. Der Intel Atom Z3745/95 Quad-Core Prozessor mit einem Takt von 1,8 GHZ sorgt für ausreichend Leistung. Wahlweise 2 oder 4 GByte RAM sowie wahlweise 64 oder 128 GByte Flash-Memory bieten dabei genügend Speicher für rechenintensive Aufgaben. Dank IP65 ist die Serie staub- und spritzwassergeschützt und für Betriebstemperaturen von -10 bis 50 °C ausgelegt. Der kapazitive Touchscreen hinter bruch- und kratzfestem Corning-Gorillaglas erkennt bis zu zehn Fingerberührungen gleichzeitig und ist dabei besonders störsicher und druckempfindlich; er kann auch mit Handschuhen zuverlässig bedient



SWISS MADE



Neuer Katalog werden. Als Betriebssysteme sind Windows Embedded 8.1, Windows 10 Pro und Android verfügbar. An drahtlosen Schnittstellen unterstützt das Eingabe WiFi, WiDi, BT, GPS/ GLONASS, NFC (Secure Element) sowie optional 3G/LTE. Auf der Vorderseite befindet sich eine 2 Megapixel- und auf der Rückseite eine 8 Megapixel-Kamera.
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Besuchen Sie uns HALLE 9 Stand H02



MICROPRECISION ELECTRONICS SA Postfach 160 • Route de l'Industrie 27 CH-1896 Vouvry • Schweiz Tel: +41 (0)24 481 43 43 • Fax: 60 Mail: [email protected] www.microprecision.ch



Bressner



DISPLAYS IM ÖPNV



Lösungen von 10,4 bis 21,5'' Speziell für die Anforderungen des Öffentlichen Personennahverkehrs bietet Canvys seine Basislösungen von 10,4 bis 21,5'' an: Es sind Geräte im Metall- oder Aluminiumdruckgussgehäuse in den klassischen Bildformaten 4:3, 5:4 oder im Breitformat 16:9. Die Geräte erfüllen auf Wunsch branchen- bzw. anwendungsspezifische Normen wie beispielsweise E-Mark und EN50155. Ver-



fügbar sind verschiedene Gehäusevarianten und -farben. Integrationsmöglichkeiten wie blendfreies Schutzglas und diverse Touchscreen-Techniken schaffen bieten zukunftssichere HMI-Lösungen, die beispielsweise per Berührung mit mehreren Fingern bedienbar sind. Neben Standardschnittstellen wie VGA und DVI sind weitere Interfaces wie HDMI, Display Port oder Composite Video realisierbar. Da in Verkehrsmitteln nicht ausschließlich reine Anzeigeeinheiten eingesetzt werden, sind die Modelle des Herstellers auch als All-in-One-Installationen erhältlich. Dazu bietet Canvys verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten in Hinsicht auf PCrelevante Komponenten wie Prozessoren, RAM oder Festplattenlaufwerke.



www.display-elektronik.de



Canvys



Display Elektronik GmbH · Am Rauner Graben 15 · D-63667 Nidda Tel. 0 60 43 - 9 88 88 - 0 · Fax 0 60 43 - 9 88 88 -11



...since 1984



TOUCH



WIR GEBEN IHRER TECHNIK EIN GESICHT



KEYPADS



NEWSLETTER: www.display-elektronik.de/newsletter.html
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HMI-LÖSUNG // EYE TRACKING



Fahrerverhalten und Fahrzeugdaten zeitsynchron analysiert Das Verhalten des Fahrers außerhalb des Labors zu analysieren muss nicht aufwendig sein. Mit Eye Tracker, Videokameras, Mikrofon und GPS-Gerät lassen sich notwendige Parameter erfassen.



I



Datenauswertung. Wenn es um Fahrzeugstudien geht, bietet sich das modular aufgebaute Vechicle Testing Kit, im Folgenden kurz VTK, an. Es erfasst das notwendige Fahrerverhalten sowie die Fahrzeugdaten zeitsynchron. Kern der Messdatenerfassung ist die mitgelieferte Mess- und Analysesoftware „D-Lab3“. Die Versuchseinrichtung bei Fahrzeugstudien für die Automobilforschung ist oft kompliziert und sehr zeitaufwendig. Vor allem dann, wenn nicht nur ein oder zwei, sondern gleich mehrere Verhaltensdaten von Menschen simultan erfasst werden sollen. VTK



ist in wenigen Minuten aufgebaut, bietet ein standardisiertes Setup und erfasst Daten aus mehreren eigenständigen Fahrzeug- beziehungsweise Messsystemen. Die Testlösung VTK ist zudem kompatibel mit allen Standardfahrzeugen. Sie besteht aus einem leistungsfähigen Industrie-Computer, auf dem die Software „D-Lab3“ bereits installiert ist. Untergebracht ist der Computer in einem Industriekoffer und wird mit der notwendigen Energie über das Bordnetz mit einer Spannung von 12 Volt gespeist. Per ISOFIX wird der Koffer entweder auf der Rückbank oder im Kofferraum befestigt. Das



Bild: Ergoneers



n einem modernen Auto wird der Fahrer regelrecht überflutet von elektronischen Helfern und Anzeigeelementen. Hinzu kommt noch, dass sich der Fahrer auch auf den fließenden Verkehr konzentrieren muss. Dann ist es für den Automobilhersteller wichtig, auf was der Fahrer achtet und wie er oder sie mit den angeordneten Instrumenten zurechtkommt; wichtig ist auch, dass Fahrer nicht abgelenkt werden. Das ist das Themengebiet der Ergonomieund Verhaltensstudien. Ergoneers ist Spezialist für Systeme, die genau auf die Verhaltensweisen abzielen. Sei es Eye Tracking oder



Eye-Tracking-System: Wo schaut man als Fahrer während der Fahrt hin? Für Fahrzeugstudien hat Ergoneers das Vehicle Testing Kit entwickelt, um das Fahrerverhalten und Fahrzeugdaten zeitsynchron aufzunehmen.
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schützt die Hardware nicht nur bei extremen Bedingungen vor einem ungewollten Verrutschen, sondern dient auch dem Schutz des Fahrers. An der Kopfstütze des Beifahrersitzes wird das Bedienterminal für das VTK befestigt. Es besteht aus einem Display mit einer Diagonalen von 24,5 Zoll und einer Funktastatur. Der Versuchsleiter sitzt auf der Rücksitzbank. Von dort kontrolliert und beobachtet er den Versuch.



Das sind die Anschlüsse am Vehicle Testing Kit Am VTK-Computer befinden sich verschiedene Anschlussmöglichkeiten für USB 2.0 und 3.0, RS232, CAN-Bus, Line-Out, DVI-I, DisplayPort und LAN. Über diese Schnittstellen lassen sich verschiedene Sensoren anschließen, um Blick-, Audio- oder Videosignale von bis zu vier Kameras gleichzeitig zu erfassen. Außerdem ist es möglich, das VTK mit dem Navigationsgerät zu verbinden. Auch lässt sich an den Testcomputer der CAN-Bus anschließen, um beispielsweise Telemetriedaten abzugreifen. Als eine weitere Besonderheit bietet das Vehicle Testing Kit die Möglichkeit, eine Kamera des Herstellers „Mobileye“ direkt anzuschließen. Mit dieser Kamera ist es möglich, die Distanz zum vorausfahrenden Fahrzeug, die Verkehrszeichen sowie die Spurabweichung zeitsynchron mit den anderen Daten aufzuzeichnen und auszuwerten. Dazu muss die Kamera nur einmal kalibriert werden.



elektromobilität PRAXIS



Ein wesentlicher Bestandteil bei der Fahrzeugstudie ist das „Eye Tracking“. Ergoneers bietet hierzu eine Lösung für die synchrone Blickdatenmessung in Echtzeit. Verfügbar sind zwei verschiedene Modelle: Bei der „Dikablis Professional“ lässt sich das Binokular über Brillen und Shutter-Brillen tragen. Ihre Tracking-Frequenz jeAutomated Test Outlook 2016n Augenkamera beträgt 60 Hz. Die Szenenkamera verfügt über eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixel (Full HD) mit 30 fps. Ihr Öffnungswinkel beträgt zwischen 40 bis 90°. Das kleinere Modell ist die „Dikablis Esential“. Sie ist monokular, also überwacht nur ein Auge, und kann ebenfalls über Brillen oder Shutter-Brillen getragen werden. Die Szenenkamera hat eine Auflösung von 768 x 576 Pixel und das Objektiv ist zwischen 45 bis 120° wechselbar. Die zum Träger gerichtete Augenkamera hat eine Tracking-Frequenz von 50 Hz. Der Beitrag ist mit Material von Ergoneers entstanden. // HEH Ergoneers
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Messen der Blickdaten über „Eye Tracking Glasses“



AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS



TFT-DISPLAYS FÜR DIE INDUSTRIE



Starke Vibrationen sind für die drei Displays kein Problem Das Produktangebot von TFT-LCModulen von Mitsubishi hat MSC Technologies um drei Modelle erweitert. Alle Displays halten starken Vibrationen stand und sind sehr robust. Dabei gibt der Hersteller eine Vibrationsfestigkeit von 6,8 G an und einen weiten Temperaturbereich von -40 bis 85 °C. Gleichzeitig bieten alle Modelle eine Helligkeit von 1500 cd/m² und ein Kontrastverhältnis von 700:1, um auch bei sehr hellen Umgebungen die Informationen auf den Displays ablesen zu kön-



nen. Die Lebensdauer der LEDHinterleuchtung ist mit 100.000 Stunden angegeben. Mit diesen Eckdaten eignen sich die Displays besonders für Anwendungen in der Fabrikautomation, im Freien und in mobilen Systemen,



INDUSTRIE-DISPLAY



Gesenkte Leistungsaufnahme



Ein TFT-Display mit einer Helligkeit von 700 cd/m² und einer Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten vertreibt HY-LINE Computer Components mit dem Modell LB190E02-SL04 von LG Dis-



play. Das Modul bietet eine LVDS-Schnitstelle und ein Kontrastverhältnis von 900:1. Der Hersteller garantiert für die LEDs zur Hinterleuchtung eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Ferner wird durch die IPS-Technik die Leistungsaufnahme des Displays gesenkt. Der Vertriebsspezialist HY-LINE liefert das Display fertig konfektioniert zusammen mit Kit inklusive Controller, LED-Ansteuerung, OSD und Kabelsatz aus. HY-LINE Computer Components



wie beispielsweise in Baufahrzeugen. Die einzelnen Modelle im Detail sind: Das TFT-Dìsplay AT070MJ11 mit TN-Techniik und einer WVGA-Auflösung mit 800 x 480 Bildpunkten bei einem Bildschirmdurchmesser von 17,78 cm (7,0''). Der Blickwinkel beträgt bei diesem Modell 140° vertikal und 160° horizontal. Das Panel bietet eine LVDS-Schnittstelle. Die aktive Fläche beträgt 152,4 mm x 91,44 mm, die Abmessungen des LC-Moduls betragen 169,8 mm x 109,7 mm x 8,9 mm. Das Modell AT104SN11 mit



26,42 cm (10,4'') bietet eine SVGAAuflösung von 800 x 600 Pixel. Der Blickwinkel beträgt symmetrisch 160°. Ebenfalls vorhanden ist eine LVDS-Schnittstelle mit 6/8 Bit. Die Display-Fläche beträgt 211,2 mm x 158,4 mm. Eine Diagonale von 26,42 cm (10,4'') bietet das letzte Modul mit der Bezeichnung AT104XH11 und einer XGA-Auflösung von 1024 x 768. Die Helligkeit beträgt 1200 cd/m², der Blickwinkel liegt symmetrisch bei 160°. MSC Technologies



DISPLAY IM BREITEN FORMAT



2,8''-TFT-Display im Format 1 HE Ein Display mit einem Kontrast von 800:1, einen Blickwinkel von 70/70/60/70° und einer Helligkeit von 500 cdm² bietet Densitron mit seiner TFT-Lösung. Für die LED-Hinterleuchtung garantiert der Hersteller eine Lebensdauer von 50.000 Stunden und bei einer Betriebstemperatur von -20 bis 70 °C einen ordnungsgemäßen Betrieb. Das Modul misst 76,9 mm x 25,1 mm x 2,7 mm bei einer Auflösung von 320 x 64 Pixel. Im Lieferumfang enthalten ist ein Hirose BM10B(0,8)24DP-0,4-V-Stecker. Bei größeren



Serienmengen ist optional eine kundenspezifische OGS-P-CAPTouch-Lösung mit integriertem Deckglas realisierbar. Densitron



INFORMATIONEN IN PRODUKTION UND INDUSTRIE



LED-Großanzeigen für Zahlen, Buchstaben und Grafiken In Industrie und Verwaltung sind LED-Großanzeigen praktisch, zeigen sie doch wichtige Informationen für die Mitarbeiter an. Aber auch Informationen, die den Produktions- oder Arbeitsablauf reflektieren und bestimmen. Zur Darstellung setzt der Systemanbieter Microsyst bei seinen Anzeigesystemen neben TFT- primär auf die LED-Technik. Sie sind robust und in einem staub- und spritzwasserdichten Aluminiumgehäuse verbaut. Die Baureihen mit den Namen „migra“ und „migan“ sind für den
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Einsatz in Produktion und Industrie ausgelegt. Angebunden über die gängigen industriellen Schnittstellen können auf der frei konfigurierbaren Vollmatrix-Anzeige „migra“ sowohl Buchstaben und Zah-



len als auch Grafiken oder einfache Animationen dargestellt werden. Für die bloße Visualisierung von Zahlen empfiehlt sich hingegen die numerische Anzeige „migan“, welche je nach Kundenwunsch sowohl ein- als auch mehrzeilig lieferbar ist. Beide Systeme lassen sich auch frei miteinander kombinieren, wenn beispielsweise eine numerische Anzeige mit einer Lauftextzeile kombiniert werden. Ebenso sind für beide Modelle verschiedene Zeichenhöhen verfügbar. Neben den Standardfarben als Rot-



Grün-System, ist eine videofähige Variante mit RGB-Display erhältlich, um Daten, Grafiken und Videoszenen im vollen Farbspektrum abzubilden. Der Hersteller plant, entwickelt und produziert die LEDGroßanzeige. Auch eine anschließende Installation und Inbetriebnahme ist möglich. So erhält der Kunde ein spezifisch angefertigtes System mit Ansprechpartner, Lieferant und Installateur. microSYST Systemelectronic
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OUTDOOR-DISPLAY



Helligkeit von 700 cd/m² Ein spezielles 47'' Display für den Einsatz im Freien bietet SR System-Elektronik, das nach IP65 geschützt ist. Gegen direkter Sonneneinstrahlung ist das Frontglas des Displays mit einem UV/IR-Filter kombiniert. Um Schäden des Panels zu vermeiden, wird zudem intern zielgerichtet belüftet. Gegen die Kälte schützt eine zusätzliche Heizung mit einer intelligenten Klimasteuerung. Ein eigens entwickeltes Dimming sorgt für die optimale Lesbarkeit des Displays bei direktem Sonneneinfall und im Dunkeln für eine angenehme Abdunkelung. Probleme bei Luftfeuchtigkeit und dem damit verbundenen Beschlagen des Displays sowie möglichem Überdruck wurden ebenfalls gelöst. Entsprechende Schutzmechanismen wurden ausgetestet und integriert. Die Helligkeit des Displays gibt der Hersteller mit 1920 x 1080



Pixel an bei einer Helligkeit von 700 cd/m². Für den Einsatz im Freien kann das Display bei Temperaturen von -20 bis 50 °C betrieben werden. Als Anschlüsse stehen ein analoger 15-Pin-D-Sub und ein digitaler DVI-D-Eingang bereit. Optional sind ein integrierter Rechner, vertikale Ausrichtung und ein erweiterter Temperaturbereich möglich. SR System-Elektronik



WEITES BILDFORMAT



TFT-Modul im Format 16:10 Mit einem Format von 16:10 kommt das TCG121WX TFT-LCDisplay des japanischen Herstellers Kyocera auf den Mark. Seine Diagonale beträgt 12,1'' und die Helligkeit 1500 cd/m². Damit eignet sich das Display für den Einsatz im Freien bei sonnigen Umgebungen. Die Auflösung gibt der Hersteller mit 1280 x 800 Pixeln an. Aufgrund der AdvancedWide-Viewing-Technik mit Blick-



Für schwere Jungs



winkeln von 170° horizontal und vertikal ohne Farbinvertierung, ist ein flexibler Einbau waagrecht oder senkrecht ohne Farbinvertierung möglich. Das Display-Modul lässt sich besonders gut in kompakte Produkt-Designs integrieren, da für die Hinterleuchtung keine zusätzlichen Komponenten gebraucht werden. Der Konstantstrom-LEDTreiber für die Hinterleuchtung mit 70.000 Stunden Lebensdauer ist bereits integriert. Die Ansteuerung erfolgt über ein LVDS-Interface und die Betriebstemperatur reicht von -30 bis 85 °C. Dank seiner Helligkeit eignet sich das TFT-Modul für alle industriellen Anwendungen: inklusive medizinischer Geräte, landwirtschaftlicher Bedienpanels, Test- und Messgeräte und auch Schiffsinstrumente.



Der Einsatz in Baufahrzeugen oder ähnlich anspruchsvollen Applikationen – kein Problem für die extrem robusten TFT Displays von Mitsubishi Besonders für mobile Outdoor Systeme in extremen Umfeld und für anspruchsvolle Anwendungen in der Fabrikautomation angelegt. Die Displays überzeugen durch: • Extrem weiten Temperaturbereich von -40 bis +85 °C • Hohe Vibrationsfestigkeit von 6,8 G • Hervorragende Helligkeit von 1500 cd/m² • 100.000 Stunden Lebensdauer des LED Backlights Wir bieten Ihnen eine umfassende Beratung bei der Auswahl Ihres Industrie-Displays und eine optimierte Systemintegration. Rufen Sie uns einfach an.



Kyocera
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BEDIENKONZEPT



Schwere Land- und Baumaschinen leicht mit Touch bedienen Land- und Baumaschinen sind besonders rauen und schmutzigen Umgebungen ausgesetzt. Speziell für diese Branche hat Rafi eine Bedienlösung entwickelt, die neben einem „GLASSCAPE-Touchscreen“ und verschleißfreien Joysticks die kapazitive 3-D-Touch-Eingabelösung „3D-SCAPE“ vewendet. Das ergonomisch geformte Modul, das in den Armrest eines Fahrersitzes integriert ist, erfasst die Eingaben des Bedieners über kapazitive Berührsensoren. Alle Eingaben erfolgen durch Antip-



pen und Wischbewegungen auf den sensitiven Zonen. Führungshilfen für die Finger erleichtern dem Bediener die intuitive und vor allem sichere Eingabe, ohne den Blick des Fahrers abzulenken. Schmutz, Feuchtigkeit oder



LED-INDIKATOR



Einbaudurchmesser von 6 mm



Sein Q-Serie hat APEM um eine Variante mit einem Einbaudurchmesser von 6 mm ergänzt. Die Indikatoren bieten verschiedene bündig eingefasste und indirekt beleuchtete LED-Leuchten mit 3 mm. Es gibt drei verschiedene Lichtstärken: „Standard“, „Superhell“ und „Hyperhell“ zur Verfügung. Die Palette



der mono-chromen Ausführungen umfasst Rot, Grün, Gelb, Blau oder Weiß. Zweifarbige Varianten gibt es in den Kombinationen Rot/Grün, Rot/Gelb und Grün/Gelb. Das Finish in ChromSchwarz sorgt ergänzend für eine rundum edle Optik. Auf der Vorderseite sind die Indikatoren der Serie QRM6 nach IP67/EN60529 gegen Staub und Wasser geschützt. Die Rückseite wird standardmäßig mit Epoxidharz abgedichtet. Der Anschluss erfolgt über Kabelverbindungen mit 200 mm bzw. Steckanschlüsse und die maximale Schaltleistung variiert von 2VDC bis 28 VAC/DC. APEM



hoher Staubeintrag können dem vollständig geschlossenen Modul nichts anhaben, das prinzipbedingt über keine verschleißbaren mechanischen Komponenten verfügt. Ein robuster, mit Handschuhen bedienbarer Touchscreen am vorderen Ende des Armrests dient der optischen Benutzerführung und steht dem Fahrzeugführer als alternative Bedienung zum 3D-SCAPE-Eingabemodul zur Verfügung. Ein zusätzliches Touchdisplay im Lenkrad zeigt die wichtigsten Bedien- und Anzeigenfelder an,



die vorher über den „GLASSCAPE-Touchscreen“ vom Bediener ausgewählt worden sind. Über externe Schnellzugrifftasten kann der Anwender schnell zwischen verschiedenen Funktionen umschalten. Die Steuerung der Hydraulik erfolgt über einen verschleißfreien Joystick, der vom Hersteller nach Kundenvorgaben ausgeführt und bei Bedarf mit zusätzlichen Betätigungselementen bestückt werden kann. Rafi



HANDJOYSTICK



Arbeits- und Sondermaschinen



Mit der Joystick-Serie 871, die auch „Mini Cobra“ heißt, bietet MEGATRON einen individuell anpassbaren und modifizierbaren Multifunktionsjoystick für die Bedienung von mobilen Arbeits- und Sonderfahrzeugen. Er ist unempfindlich gegenüber Vibrationen und starker mechanischer Beanspruchung. Auch



Schmutz und Wasser machen ihm nichts aus. Fünf Millionen Bewegungszyklen verrichtet der Handjoystick. In der Grundversion verfügt der Joystick über zwei Achsen mit Federrückstellung. Zwei weitere Achsen sind oberund unterhalb des Multifunktionsknaufs möglich. Zusätzlich lassen sich Wippen, Taster, Totmann-Taster oder Mini-Joysticks integrieren. Das analoge Ausgangssignal des Halleffekt-Sensors beträgt 0,5 bis 4,5 VDC. Als Versorgungsspannung sind 5 V erforderlich. Kundenspezifische Anschlusskabel und Stecker sind möglich. MEGATRON



Entwicklung und Fertigung kundenspezifischerr Bediensysteme Griessbach GmbH · Im Biotechnologiepark · 14943 Luckenwalde · www.griessbach.de



AKTUELLE PRODUKTE // DISPLAYS



Leuchtdichte von 1000 cd/m² und Diagonale von 5,7'' Ein TFT-Display mit einer Diagonalen von 5,7'' hat der LCD-Hersteller KOE auf den Markt gebracht. Das TX14D23VM12BAB verfügt über eine VGA-Auflösung von 640 x 480 Pixel, einen Seitenverhältnis von 4:3, ist mit LEDs hinterleuchtet und zudem mechanisch mit anderen 5,7'' TFT-Displays von KOE kompatibel. Das Kontrastverhältnis gibt der Hersteller mit 600:1 und die Leuchtdichte mit 1000 cd/m² an. Die LED-Hintergrundbeleuchtung ist mit 40.000 Stunden bei halber Helligkeit spezifiziert. Die



40-Pin-CMOS-Schnittstelle unterstützt 6-Bit-RGB mit einer Farbpalette von bis zu 262.000 Farben. Das 5,7''-Modul misst 131,0 mm x 102,2 mm x 7,6 mm. Die aktive Displayfläche beträgt 115, 2 mm x 86,4 mm. Das Display verfügt über einen Temperaturbereich von -30 bis 80 °C sowohl für die Lagerung als auch während der Bedienung. Typische Anwendungen des Displays sind Ticketautomaten, Bezahlterminals und Informationssysteme. Da das Display über eine hohe Helligkeit und einen



hohen Kontrast verfügt, lassen sich Inhalte ohne Probleme auch bei direkter Sonneneinstrahlung auf dem Display darstellen. KOE Europe



DISPLAYS FÜR DEN AUSSENEINSATZ



Zwei Modelle mit einer Diagonalen von 24 Zoll Wer kleinformatige Displays zur Kundenansprache für Außenanwendungen oder in Schaufenstern einsetzen möchte, findet bei Samsung eine passende Lösung: Mit den Display-Modellen OH24E und OM24E in der Größe 24'' hat Samsung Electronics sein Portfolio um zwei Small-SignageDisplays erweitert. Mit einer Helligkeit von 1500 cd/m² eignen sich die Displays speziell für Standorte mit starker Sonneneinstrahlung und bieten damit eine Alternative zu herkömmlichen Displays. Die Kontrastrate



gibt der Hersteller mit 5000:1 an. Auch hohe Außentemperaturen stellen für die Displays kein Problem dar. Darüber hinaus reduziert eine Infrarot-Beschichtung auf dem Schutzglas der Displays Wärme, die durch Sonneneinstrahlung verursacht wird und bietet dem Panel zusätzlichen Schutz. So können die Displays auch in direktem Sonnenlicht platziert werden und sind voll einsatzfähig. Der Hersteller garantiert eine Umgebungstemperatur von -30 bis 50 °C, was durch eine integ-



rierte Klimatisierung gewährleistet wird. Zudem ist das Display gemäß IP56-Zertifizierung vor Staub und Wasser geschützt. Um Reflexionen bei starkem Lichteinfall zu vermeiden, verfügt das Schutzglas des Modells OH24E außerdem über eine spezielle Antireflektionsbeschichtung, sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite. Somit wird die Reflexionsrate von gewöhnlich 12,8% bei vielen Displays auf 0,5% reduziert. Samsung



Single-Board-Computer für industrielle Anwendungen



• Intel ATOM M E38 E3825 E & Celeron N2930 • 3.5” Single-Board-Computer • 2 GB / 4 GB On-board Memory • VGA, 48 bit LVDS • 2 Gbit LAN • PCI-104, MiniPCIe • 4 COM, USB 3.0 • -40 °C bis +85 °C Betriebstemperatur (optional)



Distributed by FORTEC Elektronik AG Lechwiesenstr. 9 · 86899 Landsberg Telefon 08191 / 91172-0 www.fortecag.de · [email protected]
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HELLES DISPLAY



MAGAZINNEWSLETTER



OLED-DISPLAY



Zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen darstellen



Das Modell EA W202-XDLG von Electronic Assembly ist ein alphanumerisches OLED-Display mit integriertem Controller sowie einer Arbeitstemperatur, um im Auto verwendet werden zu kön-



nen. Es lassen sich zwei Zeilen mit jeweils 20 Zeichen darstellen. Die Zeichenhöhe beträgt 9,66 mm. Der integrierte Controller ist kompatibel zu dem verbreiteten Modell HD44780; Systementwickler werden sich daher sofort mit der Handhabung vertraut fühlen. Mit der Außenwelt kommuniziert der Controller über eine SPI-Schnittstelle; alternativ lässt er sich direkt an einen 4- oder 8-Bit-Datenbus anschließen. Verschiedene Funktionen, darunter Clear Display, Shift Display, Shift Cursor oder



Cursor On/Off lassen sich mit einem einzigen Befehl umsetzen. Der komplette ASCII-Zeichensatz einschließlich Sonderzeichen ist von Haus aus im Character-ROM vorrätig; für die Darstellung können Anwender zwischen vier verschiedenen Fonts wie Englisch, Europäisch I und Europäisch II, sowie Kyrillisch wählen. Darüber hinaus lassen sich acht Zeichen frei definieren. Das OLED-Display lässt sich von -40 bis 80 °C einsetzen.



JETZT



ANMELDEN



Aktuelle Ausgaben digital und kostenlos lesen.



Electronic Assembly



www.elektronikpraxis.de/newsletter
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ZUM SCHLUSS



Embedded Automotive Software und MISRA C



Bei der Entwicklung von embedded Software für Fahrzeuge ist C immer noch die populärste Programmiersprache – aber C-Programme sind anfällig für ernste Speicherzugriffsfehler.



Marc Brown: ist Chief Marketing Officer und Vice President Sales bei GrammaTech in Ithaca, NY.



M



it dem heute fortgeschrittensten und weithin anerkannten Codierstandard MISRA C lassen sich unsichere Praktiken vermeiden und die mit dem Programmieren in C verbundenen Risiken minimieren. Ursprünglich als Automotive-Standard 1998 ins Leben gerufen, ist MISRA C heute auch in anderen Bereichen weit verbreitet. Unternehmen, die Embedded-Automotive-Software entwickeln, müssen nicht nur Verstöße gegen vordergründige syntaktische Regeln aufspüren können, sondern auch aus undefiniertem Verhalten entstandene ernste Bedrohungen identifizieren, wie es der MISRA-C Standard vorschreibt. Selbst wenn leichte statische Analysetools einige der offensichtlichsten Ereignisse durch Testläufe spezifizieren können, entdecken nur die fortschrittlichsten statischen Analysetools die subtileren Ereignisse auf. Nutzen Sie die neueste Version des Standards – MISRA C: 2012. Diese Version beinhaltet wichtige Verbesserungen zur vorhergehenden. Unternehmen, die noch nicht auf diese Version umgestiegen sind, setzen ihre Produkte und ihre Kunden beträchtlichen Risiken aus. Beachten Sie insbesondere die Regel 1.3 („Es darf kein undefiniertes oder kritisches unspezifiziertes Verhalten eintreten“) und Richtlinie 1.4. („Laufzeit-Fehler müssen minimiert werden“). Viele der gravierendsten Fehler in C entstehen durch unspezifiziertes Verhalten, z.B. Buffer Overruns und Underruns, Invalid Pointer Indirection, Double Close, Data Races, Division by Zero und Use of uninitialized memory. MISRA C empfiehlt den Einsatz eines automatisierten statischen Analysetools, um Verletzungen des Standards aufzuspüren. Allerdings sind nicht alle Tools gleich gestaltet und einige können nur über oberflächliche syntaktische Eigenschaften des Codes Schlussfolgerungen ziehen. Anspruchsvollere Tools wie CodeSonar bieten fundierte semantische Kenntnisse des gesamten Programms. Sie sollten einfache statische Analysetools vermeiden, die syntaktische
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Verletzungen finden, aber die tieferen Fehler insgesamt nicht aufspüren können. Denn ein Bericht eines einfachen Tools kann einen falschen Eindruck der Sicherheit vermitteln, da er ernste Fehler nicht enthält. Suchen Sie ein Tool, das sowohl Verletzungen der oberflächlichen syntaktischen Regeln findet, als auch Fehler wie die bereits genannten. Hersteller müssen verstehen, dass ihre Marken immer enger mit der Qualität und Sicherheit der zugrunde liegenden Software verknüpft sind. Und sie müssen schnell handeln, um SoftwareSchwachstellen im Vorfeld zu vermeiden, bevor Kunden in Gefahr sind. Darum ist es unverzichtbar, dass ihre gesamte Software Supply Chain mit Hilfe von modernen automatisierten Analysetools die Codequalität übergreifend sicherstellt, sowohl für die Fahrzeuge selbst als auch zur Sicherheit für ihre Fahrer. Was also sollte ein statisches Analysetool bereitstellen? Ein präzises Modell: Das Tool kann Code genauso analysieren wie der Compiler. Alle Compiler sind unterschiedlich, und Analysetools, die das nicht in Betracht ziehen, liefern falsche Ergebnisse. Eine Analyse über das gesamte Programm: Das Werkzeug kann den Informationsfluss zwischen Abläufen und über Grenzen der Kompilationseinheiten hinweg rückverfolgen. Die Analyse ist flussempfindlich, kontextsensitiv und Pfad-sensibel: Es liefert präzise Angaben zu Fundstellen und Fehlern. Eliminierung von unausführbaren Pfaden: Mithilfe dieser Eigenschaft senkt das Tool die Anzahl der False-Positive-Ergebnisse. Die besten Werkzeuge nutzen hochentwickelte Technologien wie SMT Solver. MISRA C:2012 Native Checker: Mit MISRA C:2012 Checkern stellt das Tool die Einhaltung des Standards sicher. Partnerschaften oder nur das Einhalten früherer Versionen des Standards bieten keine adäquate Leistung. // TK
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Begeben Sie sich auf Zeitreise! In diesem Jahr feiert ELEKTRONIKPRAXIS 50. Geburtstag. Aus diesem Anlass berichten wir in jeder Heftausgabe bis Frühjahr 2017 und online auf der Meilensteine-Webseite über die führenden Unternehmen der Elektronikbranche. Was waren ihre wichtigsten Leistungen, wo stehen die Unternehmen heute und wie sehen die Pioniere der Elektronik die Zukunft? Entdecken Sie die ganze Geschichte unter



www.meilensteine-der-elektronik.de
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LEITERPLATTEN



HIGHTECH-OPTIONEN ZU LOWCOST-PREISEN



NEU: Multilayer noch günstiger! 1 Stück 4 Lagen 100x75 mm in 5 AT



ab € 70,21 Inklusive:



(€ 59,00 netto)



125µm Leiterbahnen 0,2 mm Bohren Oberfläche HAL-bleifrei



1 Stück 6 Lagen 100x75mm in 6AT



ab € 116,62 Inklusive:



(€ 98,00 netto)



100µm Leiterbahnen 0,2 mm Bohren Oberfläche chemisch Gold (ENIG)



Preisbeispiele Stückpreis bei 10 Stück: 1 Lage



2 Lagen



4 Lagen



6 Lagen



8 Lagen



€ 12,38



€ 14,92



€ 26,80



€ 42,60



€ 57,60



(€ 10,40 netto)



(€ 12,54 netto)



(€ 22,52 netto)



(€ 35,80 netto)



(€ 48,40 netto)



5AT



5AT



5AT



6AT



6AT



Inklusive: 125µm Leiterbahnen, 0,2 mm Bohren, HAL-bleifrei



100 µmLeiterbahnen, 0,2 mm Bohren, chem. Gold (ENIG)



Diese Preisbeispiele: je Stück Leiterplatte mit 100mm x 100mm, FR4 1.55mm 35µm Cu, 2 x Lötstopp grün, 1 x Positionsdruck weiß, E-Test (ab 2 Lagen), A.O.I. & X-Ray für Multilayer Alle Preise zzgl. Versandkosten ab € 8,03 brutto / € 6,95 netto - Verkauf nur an Unternehmer u. öffentliche Einrichtungen.



Präzisions-SMD-Schablonen z.B. 150 x 200 mm in 2 AT



ab € 40,22 Inklusive:



(€ 33,80 netto) Unlimited Pads beidseitig gebürstet



Optional:



1 AT DEK VectorGuard™ Elektropolieren Nanoprotection



Preisbeispiele SMD-Schablonen* z.B. Größe



Preis/St. netto



150 x 200 mm € 40,22



€ 33,80



200 x 200 mm € 45,37



€ 38,13



200 x 300 mm € 55,68



€ 46,79



300 x 300 mm € 80,93



€ 68,01



300 x 600 mm € 99,96



€ 84,00



600 x 600 mm € 105,91 € 89,00 Größe frei wählbar, z.B.: 555 x 555 mm € 104,20 € 87,56



*Ausführung Edelstahl gelasert, Dicke 80 µm - 250 µm , Größe frei wählbar bis 600 mm x 600 mm



1-48 Lagen | ab 48h Express • Ultra-Feinstleiter • Filmlose Laser Direktbelichtung (LDI) • Microvias • Laser Vias • Blind & Buried Vias • Via Plugging / Via in Pad metallisiert • Via Stacking (gestufte Microvias) • HDI-Boards • Durchkontaktierte Schlitze • Ritzen • Senkbohrung • Tiefenfräsen (Z-Achse) • Halbe Bohrungen metallisiert (Halfholes) • Kantenmetallisierung (Sideplating) • Kundenspezifischer Lagenaufbau • Dünnlaminate für kleinen Lagenabstand • Leiterplattendicke bis 6mm • Backplanes, Backdrill • PCI-Karten • Dickkupfer • Nutzenfertigung • Produktion nach IPC-A-600G • UL zertifiziert (E198312) • Impedanzkontrolle • SMD Laserschablonen • Flex (8 Lagen), optional: Stiffener • Starrflex (14 Lagen) • Sonderfarben & -lacke • Abziehbarer Lötstopp Oberflächen: • HAL bleifrei, HAL verbleit • chem. Gold (ENIG) • chem. Nickel-Palladium-Gold (ENEPIG) • chem. Silber • chem. Zinn • Goldkontakte (Stecker) • Bondgold Materialien: • FR4, FR4 HTG • FR4 Halogenfrei • Rogers • RCC • Alukern • Teflon / Taconic TLX • Polyimid



SMD-SCHABLONEN UND LEITERPLATTEN KOORDINIERT AUS EINER HAND



Hotline: +49(0) 81 04/628-0



• Nur 1 x Produktionsdaten • Nur 1 x Bestellen • Unser Know-how • Gemeinsamer Versand • Preise, Bestellung und Auftragsverfolgung online Jetzt testen auf:



Kontakt: Multi Printed Circuit Boards Ltd. Brunnthaler Str. 2, 85649 Brunnthal Tel: 0049 (0)8104 - 628 0, [email protected]



www.multi-cb.de Direkt von Ihren Daten:
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